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Vivi da protagonista il più importante evento italiano dee 


1 

40 

25 


DAY EVENT 

AZIENDE ESPOSITRICI 
SESSIONI DI PRESENTAZIONE 
PIÙ DI 800 VISITATORI 

(dati riferiti all'edizione 2013) 



In uno spazio specifico sarà allestita 
un’esposizione a cura delle aziende 
partecipanti, in cui sarà possibile con¬ 
frontarsi con l'attuale offerta commer¬ 
ciale. 


Nel corso della giornata si susseguiran¬ 
no seminari tecnici tenuti dalle aziende 
espositrici della durata di 30 minuti cia¬ 
scuno. 


Il programma, l'agenda e i titoli dei semi¬ 
nari saranno aggiornati, man mano che 
verranno confermati, 
sul sito www.mostreconvegno.it/mc4 


Non perdere la più importante occasione di aggiornamento 
professionale e partecipa anche tu all’appuntamento con 
l’unica mostra convegno italiana interamente dedicata alle 
tecnologie e ai prodotti per il controllo del movimento. 
Scegli tra le decine di seminari tecnici quelli che più ti 
interessano e completa la tua esperienza di visita entrando 
in contatto diretto con le aziende leader del settore, le loro 
proposte tecnologiche, la loro esperienza nei più disparati 
settori applicativi: dal packaging al food & beverage, 
dalla meccanica all’elettronica, dai grandi impianti al 
mondo dell’energia. Passando per l'acquisizione dati, la 
comunicazione e il mondo dell’interfacciamento. 


MC." Motion Control for si rivolge a tecnici e progettisti 
operanti in ambito industriale e nel settore energetico 
(impiantistica produttiva, macchine automatiche, macchine 
utensili, manutenzione ecc.) che utilizzano: 

- motori e motoriduttori 

- servomotori 

- azionamenti e regolatori di velocità 

- controllo assi 

- sistemi di posizionamento 

- comandi e attuatori 


- sensori e comunicazione 


LA MOSTRA I IL CONVEGNO I I CONTENUTI 


Per aderire Come arrivare 

on line all'indirizzo www.mostreconvegno.it/mc4 alla sede di Bologna Congressi 

in auto: autostrada 

La partecipazione ai seminari e alla mostra è gratuita, così come la documentazione e il buffet • Al Milano/ Firenze/ Roma/ Napoli 


• Al 3 Padova/ Venezia 

• Al 4 Ancona/ Bari 

• Al 5 La Spezia/ Genova 

• A22 Verona/ Trento/ Brennero 


Imboccando la tangenziale in treno: Il 

si deve uscire allo svincolo n.7 dei Congo 

(Via Stalingrado). In direzione “Centro Città" si trova a : 
e a 1,5 Km si trova il Palazzo dei Congressi. Centrale F 


PRESSO LA SEDE DI: 


\/ BofogiaCòtigimi 


BolognaFiere 
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Jicato al mondo del motion control 





MARTEDÌ 18 MARZO 2014 

Palazzo dei Congressi di Bologna 


dalle ore 9.00 alle ore 17.00 


Per informazioni: Tel. 02 49976533 - 335 276990 -Fax 02 49976572 
mc4@fieramilanomedia.it - www.mostreconvegno.it/mc4 
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*A tutti gli ordini di importo inferiore a € 65,00 sarà aggiunto un addebito per la spedizione pari a € 18,00. Tutti gli ordini vengono spediti tramite UPS, consegna entro 1-3 giorni (secondo la destinazione finale). Nessun addebito 
per i costi di imballaggio. Tutti i prezzi sono in euro e comprensivi di imposte. Se peso eccessivo 0 circostanze eccezionali dovessero comportare un addebito diverso, i clienti verranno contattati prima della spedizione dell’ordine. 
Digi-Key è un distributore autorizzato di tutti questi fornitori. Nuovi prodotti aggiunti ogni giorno. © 2013 Digi-Key Corporation, 701 Brooks Ave. South, Thief River Falls, MN 56701, USA 
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BORN POWER RISES 


PARTNER POWER 

FULL POWER AHEAD 




Un pieno di energia: grazie ad una stretta collaborazione con 
i nostri 12 partner leader nel mercato dei semiconduttori e 
dei prodotti di potenza e grazie a una gamma completa di 
servizi aggiuntivi, SI LICA fornisce un approccio rivoluzionario 
per il supporto tecnico per ogni esigenza del vostro 
Progetto. 


Power 'n More è la soluzione di SILICA per soddisfare la crescente 
domanda di supporto tecnico per lo sviluppo professionale di 
elettronica di potenza e di alimentazione, sia a livello di sistema 
che di prodotto. 

Power 'n More - il futuro del supporto sul Power! 

www.silica.com/power 
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Pira BY + SILICA 


An Avnet Company 


■Ed 1! ® 


Power ’n More 

SILICA Power Design Support 




























Mixer da 30MHz a 6GHz con 
matched input da 50£l 



0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

FREQUENZA DI INGRESSO (MHz) 



LOin 


Range dinamico eccezionale, elevato isolamento tra porta e porta 


Gli ingressi “matched” da 50 Q deH’LTC®5510 e l’elevato IIP3 da 30MHz a 6GHz definiscono un nuovo livello di prestazioni per 
ricevitori scanner a banda ultralarga, radio per il broadcast, VHF e ricevitori white-space, ricevitori per microfoni wireless, radio per 
la pubblica sicurezza, ricevitori per infrastrutture via cavo e apparecchiature di test RF. La funzionalità di conversione verso l’alto 
o verso il basso del dispositivo fornisce flessibilità, mentre le sue prestazioni isolanti eccezionali semplificano la progettazione. 


Componenti della catena di segnale 


< 8 > 

LTC5567 Mixer guadagno 1,9dB, 

IIP3 +26,9dBm 

LTC5569 Mixer bassa potenza a 

due canali IIP3 +26,8dBm 


LTC5582 Rilevatore RMS con range 
dinamico di 57dB, 10GHz 

LTC5587 Rilevatore RMS + convertitore 
analogico-digitale con range 
dinamico di 40dB, 6GHz 

Detector 



LTC6430-15 Amplificatore con guadagno 
differenziale di 15dB, 
+50dBmOIP3 a 240MHz 

LTC6431-15 Amplificatore single-ended 
con guadagno di 15dB, 
+47dBmOIP3 a 240MHz 

* 

LTC6412 VGA analogico con controllo 
del guadagno di 31 dB con 

0IP3 di +35dBm 

LT®5554 VGA digitale a incrementi 
di 0,125dB con controllo 
del guadagno di 16dB 


LTC2158-14 Convertitore analogico- 

digitaleadue canali a 14 bit, 
310Msps 

LTC2209 Convertitore analogico- 
digitale a 16 bit, 160Msps 

© 

LTC6946 Sintetizzatore a numero intero 
+ VCO a basso rumore di fase 

LTC6945 Sintetizzatore a numero intero 
a basso rumore di fase 

<(adc 



Info e campioni gratuiti 


www.linear.com/product/LTC55 10 

Tel.: +39-039-596 50 80 
Fax: +39-039-596 50 90 


Brochure gratuita 
Wireless Solutions 


www.linear.com/wireless 



fTilt» 


XT, LT, LTC, LTM, Linear Technology e il logo Linear sono marchi 
registrati di Linear Technology Corporation. Tutti gli altri marchi 
sono di proprietà dei rispettivi titolari. 


Linear Technology Italy Srl +39-039-5965080 
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TECHNOLOGY 


Distributori 

Arrow Electronics +39-02-661251 
Farnell +39-02-93995200 

Digi-Key 800.786.310 










































I Mems hanno conosciuto una crescita inarrestabile L’elettronica moderna vive di Cpu multicore, sistemi 

che ne fa ora uno dei settori più in salute nell'intero ^3 multifunzione, comunicazioni su portanti multiple, 
comparto dell'elettronica. Oggi sono diventati prota- sensori a segnali misti e una varietà di dispositivi 

gonisti sofisticati, con funzionalità che coinvolgono ^ composti con sottosistemi spesso molto diversi fra 
svariati ambiti scientifici e ingegneristici come la loro anche dal punto di vista della gestione softwa- 

micro fluidodinamica, l'ottica, la termodinamica, la re. Peri test su questo tipo di apparecchi elettronici 

cinematica, l'acustica, le comunicazioni a radiofre- u_i occorrono stmmenti versatili e capaci di riconosce- 
quenza, la biologia e la medicina •” re e verificare differenti tipi di segnali 
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HLSR 

La soluzione perfetta per i tuoi progetti: 
un trasduttore di corrente conveniente 
che meglio esegue gli shunt in qualsiasi 
caso. Il package compatto del HLSR 
richiede solo 387 mm 2 , una superficie 
della scheda inferiore a molte soluzioni 
shunt. Ampie distanze clearance/ 
creepage assicurano sicurezza, e le 
elevate prestazioni producono accurate 
misurazioni attraverso un ampio range di 
temperature tra -40°C e +105°C. L’ HLSR 
di LEM - una apparecchiatura singola 
compatta che elimina ogni complessità 
dai tuoi progetti. 

La serie HLSR di LEM: 

Trasduttori di corrente ASIC based 
open-loop di elevare prestazioni 
Versioni da IOArms, 20Arms, 32Arms, 
40A rms e 50 A rms di corrente nominale 
Alimentazione singola +5V o +3.3V 
Tempo di risposta breve: 2.5 ps 
Totale isolamento galvanico 
8 mm clearance /creepage + CTI 600 
Basso offset e deriva di guadagno 
Tensione di riferimento sovra-pilotabile 
Package through-hole e SMT 


www.lem.com 


At thè heart of power eìectronics. 
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Il tuo progetto richiede intelligenza analogica da un 
microcontroller 8-bit? 

PIC16F753 consente il rilevamento intelligente oltre a efficiente conversione 
e gestione della potenza. 



Low-Cost PIC® MCU 
with Intelligent Analog 


Moltiplica le prestazioni e l'efficienza di sistema, riducendo i costi, con le 
funzionalità analogiche potenziate del microcontroller PIC16F753. Con il 
suo Op Amp integrato, slope compensation ed un range di periferiche core- 
independent, il PIC16F753 consente una efficiente conversione di potenza 
e offre una piattaforma versatile per aggiungere rilevamento intelligente e 
gestione della potenza ai progetti embedded. 

Il microcontroller 8-bit PICI6F753 di Microchip offre tutte le caratteristiche chiave 
del PIC12F752 cui aggiunge un Op Amp con 3 MHz di prodotto guadagno- 
larghezza di banda, oltre a slope compensation per alimentazioni switch-mode. 

Forme d'onda complementari, non-overlapping, per ingressi PWM e comparatori, 
sono forniti dal generatore di output complementare on-chip, con dead-band, 
controllo di fase e blanking, come anche auto spegnimento e reset. L'ADC 
8-channel, 10-bit on-chip può essere usato per aggiungere capacità di 
rilevamento, incluse interfacce utente a rilevamento tattile capacitivo, e due uscite 
da 50 mA supportano il pilotaggio diretto di FET. Sempre on-board ci sono anche 
comparatori ad alte prestazioni, un DAC a 9-bit, e un modulo PWM 
capture-compare. 

Per progetti ad elevata tensione e sensibili ai costi, il PIC16HV753 offre un 
regolatore shunt per il funzionamento tra 2V ed una tensione massima definita 
dell'utente, con una corrente di funzionamento inferiore a 2 mA. 

Maggiori informazioni e chiarimenti su: 
www.microchip.com/get/eupic16f753 


INIZIA SUBITO! 

■ Schemi esempio gratuiti per 
torce a LED di elevata potenza 

■ Scelta di strumenti di sviluppo 
low-cost: 

- PICDEM™ Lab Development Kit 

- PICkit™ 3 

- PICkit Low-Pin Count Demo 
Board 



PICDEM™ Lab Development Kit 
(DM163045) 


Microchip 

Microcontrollers • Digital Signal Controllers • Analog • Memory • Wireless 


il nome e logo Microchip, e PIC sono marchi industriali registrati di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A., e altri Stati. mTouch, PICDEM e PICkit sono marchi industriali di Microchip Technology Incorporated negli U.S.A., e altri 
Stati. Tutti gli altri marchi industriali menzionati nel presente documento appartengono ai rispettivi titolari. DS30010039A. MEI 072lta06.13 
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DESIGN http://elettronica-plus.it/design-articles 
Alimentatori - Make or buy? 

Kevin Parmenter, Mouser Electronics 

Conversione dati più precisa per applicazioni industriali 

Atsushi Kawamoto, Linear Technologies 

Un'elettronica sempre più "flessibile" 

Paolo De Vittor 

Accumulatori di energia elettrica, le alternative sul piatto 

Giorgio Fusari 


TECH FOCUS 


Tecnologie dei display 

Strumentazione 
misura e collaudo 


MAIN TOPICS 



1 vantaggi dei blocchi IP nel progetto 
degli Asic e dei SoC 


Meglio i giroscopi Mems o in fibra ottica? 


WHiTE PAPERS http://eiettronica-plus.it/knowledge/white-papers/ 

Online Activation - Licenses... anywhere, anytime, for anyone 
CodeMeter in thè Automation Industry - Oliver Winzenried, Ceo Wibu-Systems AG 


NEWS/ANALISYS http://eiettronica-plus.it/news-anaiisys 
Intel crea una divisione per T'Internet delle cose' 

Rutronik distribuisce la nuova scheda madre industriale di Fujitsu 

Ihs, i display touchscreen di grandi dimensioni minano l'Indium tin oxide (Ito) 

Cadlog entra a far parte del Partner Program di Omnify Software 

Idc e Gartner: crescita semiconduttori grazie a tablet e smartphone 

Nuovo "Acceleratore ricerche" da Digi-Key 


VIEW/POINTS/INTERVIEWS http://elettronica-plus.it/news-analisys/view-points-interviews 
Interface ICs - Answers provided by Timothy Leung, senior business manager, Maxim Integrated 
Interface ICs market set for continued strong growth - Mark Burr-Lonnon, Mouser Electronics 
Interfaces ICs - Answers provided by Lionel Grillo, product marketing senior manager, 
analog and audio systems division STMicroelectronics 

Portable instrumentation - Answers provided by Jason Saw, business development manager, Agilent Technologies 
European distribution - Answers provided by David Spate, sales director NS Europe, Tandberg Data 
Convertitori A/D-D/A - Intervista a Sean Long, director marketing 
(signal processing & conversion BEI) Maxim Integrated 

Convertitori A/D-D/A - Intervista a Jefferay Lawton, product marketing engineer, analog and interface products 
division Microchip Technology 

Convertitori A/D-D/A - Intervista a Beckemeyer_Heinz-Peter, director Emea 
analog marketing Texas Instruments 


FEA TURE PRODUCTS http://eiettronica-pius.it/products/feature-products 

Renesas amplia la serie di microcontrollori RX100 

Image S: telecamera Cmos da 20 megapixel 

Telit, modulo cellulare 2G più piccolo del mercato 

Regolatore di commutazione step-down sincrono da 42V e 4A (IOUT) 

Nuova piattaforma software per l'Internet of Things di Wind River 

Scheda madre a basso consumo 


* Sistemi Rfìd attivi : una nuova 
architettura di riferimento 

* La corretta pulizia migliora l'affidabilità 
dei componenti elettronici 

* Tool per la simulazione elettromagnetica 

lì www.elettronica-plus.it 

* Development tools - Answers provided 
by Juhapekka Niemi, vice president of 
sales and marketing Digia Qt 

* Wireless - Answers provided by AJ 
ElJalIad, sr. manager, Communications 
segment ON Semiconductor 
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Touch panel PC 

dal grande al piccolo 



AFOLUX Series 

- Espandibile 

- Display Touchscreen da 5.7" a 19" 

- Frontale IP-64 

- Gamma completa di CPU 

- Fino a 4 porte seriali e 6 USB 

- Fino a 2 porte Gigabit Ethernet 

- Wi-Fi, Bluetooth e 3G 



PPC &WIDS Series 


Display Touchscreen da 6.5" a 1 9" 
Frontale in alluminio IP-65 
Gamma completa di CPU 
Fino a A porte seriali e 6 USB 
Fino a 2 porte Gigabit Ethernet 
Prese USB frontali IP-65 (serie WIDS) 
Slot d'espansione MiniPCIe, PCIe e PC 


Serie UPC -I2A Fanless 
Interamente IP-65 

- LCD 12.1" 

- Processore Intel® Atom™ D525 

- 4USB, 1 RS-232 + 1 RS-422/485, CAN BUS 

- GB LAN, VGA Out 

- Audio, CompactFlash, Webcam, WI-FI 

- Espansione MiniPCIe 

- Opzione GPS, RFID, Bluetooth 
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IL DONO DELL'INNOVAZIONE 





DESIGNSPARK MECHANICAL 


Noi di RS Components vogliamo aiutare i progettisti a creare prodotti rivoluzionari. 

Del nostro impegno nei confronti dell'innovazione e del progresso beneficiano tutti i progettisti, 
grazie a strumenti di progettazione di livello mondiale. 

DesignSpark Mechanical è un potente software per la modellazione 3D, facile da imparare e intuitivo 
da utilizzare, con il quale potrai dare vita a nuove idee ancora più velocemente di prima. 


SCARICA GRATUITAMENTE DESIGNSPARK MECHANICAL 


Scopri l'innovazione 3D all'indirizzo 

www.designspark.com/mechanical 





DESIGNSPARK 

MECHANICAL 


DEVELOPED BY 







miDRDSET 

40 anni di tecnologia e innovazione 


POWER LINE PER BARRA DIN 
SISTEMI COMBINATI 

EFFICIENZA 

SICUREZZA 

AFFIDABILITÀ 

PRATICITÀ D’INSTALLAZIONE 
USO TELECOM ED INDUSTRIALE 




ALIMENTATORE 



ALIMENTATORI TOP- 
12-24-48VDC 2-20A 

VERSIONE UPS TOP-R BCS 
STACCO BATTERIA SCARICA 
REMOTE CONTROL 


ir .j i 



1 


PACCHI BATTERIA 
12-24-48V 3-48AH 

RICARICABILE 
VITA 6-8 ANNI 


TRASFORMATORI DI RETE 

PROTEZIONE SCARICHE FULMINI 

300-900VA in/out 230-230Vac 
VERSIONI 110-400V INGRESSO 


Visitate il sito www.microset.net molte altre versioni e applicazioni 


m miDRDSET 




INTSRL 

Via A. Peruch, 64 - 33077 Sacile (PN) - Italy 
Tel. (+39) 0434 72459 - Fax (+39) 0434 72450 
www.microset.net info@microset.net 
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www.futureelectronics.com XVII 

www.gansystems.com 30 

http://www.gpbatteries.it/index.asp III 

http://www.gtat.com/ web 

www.hanitacoatings.com web 

www.henkel.com web 

www.icinsights.com III 

www.imec.be web 

www.imsresearch.com 30 

www.intersil.com XXV 

www.invensense.com 34 

http://www.isorg.fr/ web 

www.kemet.com III 

www-liten.cea.fr 
www.latticesemi.com 
www.lauterbach.it 
www.linear.com 


web 

28 

74 

56-76-V-web 

52 


www.livingston-services.it 
www.luxresearchinc.com III 

www.maximintegrated.com 24-web 
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AMPLIFICATORI ASTATO SOLIDO IN ALTERNATIVA A QUELLI TWT 

Ora con 1000 Witts à potenza. 



Nuovo amplificatore 1-2.5 GHz 
serie “S” a stato solido 

Ci sono diverse cose importanti 
da considerare quando si sceglie un 
amplificatore di test. 

Fattori come le armoniche, la linearità, 
la durata, la potenza, l’affidabilità e 
certamente il costo del ciclo di vita di 
un prodotto. Troppo spesso ti devi 
accontentare di un vecchio approccio 
progettuale TWTA per raggiungere questa 
potenza in un piccolo ingombro. Ora puoi averlo a prezzi accessibili e che 
soddisfano i requisiti più esigenti. 

Con i nuovi amplificatori AR serie “S” da 100,250,500 e 1000 Watt 1-2,5 GHz si 
possono avere i vantaggi di affidabilità e le prestazioni dello stato solido senza i problemi 
che i vecchi modelli TWTA hanno. 

Inoltre, essendo prodotto da AR, è supportato da un servizio e da una rete internazionale di di supporto che non è 
secondo a nessuno. E allora perché accontentarsi di un qualsiasi amplificatore quando si può ottenerne uno con tutte le 
caratteristiche che desideri? 


1000S1G2 Z 5 
ÌOOO Watts 
1.0-2.5 GHz 


www.ar-europe.ie 

Per maggiori informazioni contatta direttamente il team tecnico 
TESEO S.p.A. al 01 1.99.41.911 o scrivi a sales@teseo.net iso 9 ooi: 2 oo 8 

Certifìed 



or europe 


www.arworld.us 

Copyright © 2013 AR. The orange stripe on AR products is Reg. U.S. Pat. &. TM. Off. 


National Technology Park, Ashling Building, Limerick, Ireland • +353 61504300 • www.ar-europe.ie 

In Europe, cali ar United Kingdom +441908 282766 • ar France +33 147 917530 • ar Deutschland +49 610180270-0 • ar Benelux +31 172 423000 












ar it.mouser.com 


Prodotti d'avanguardia per progetti innovativi™ 


Da noi il 
servizio clienti 

non ha barriere g 

linguistiche 

Quando si tratta di fornire le tecnologie più avanzate 
in tempi brevi, possedere le necessarie competenze 
locali é fondamentale. Tramite la sua presenza 
mondiale, Mouser é in grado di fornire un supporto 
alle vendite commerciale e tecnico professionale e 
sempre a vostra disposizione. 

Italia 

Centro Direzionale Milanofiori 
Strada 1 Palazzo E1 
20090 Assago-MI, Italy 
02 575 065 71 
italy@mouser.com 


Distribuzione di semiconduttori e componenti 
elettronici per ingegneri e progettisti 

MOUSER 

ELECTRONICS 




m WE SPEAK 
liù ABOUT... 


MICROCHIP TECHNOLOGY www.microchip.com 21-42-web 

MICROLEASE www.microlease.it XX 

MOUSER ELECTRONICS www.mouser.com XXV-web 

MURATA POWER SOLUTIONS www.murata-ps.com 76 

NAVIGANT RESEARCH www.navigantresearch.com lll-web 

NXP SEMICONDUCTORS www.nxp.com web 

OMRON ELECTRONICS www.omron.com 76 

PCB TECHNOLOGIES www.pcbtech.it 74 

PHILIPS www.philips.it web 

PLASTIC LOGIC www.plasticlogic.com web 

POLYERA http://www.polyera.com/ web 

POWER INTEGRATIONS www.powerint.com 76 

PRNEWSWIRE http://www.prnewswire.com/ web 

PROGETTO CONTEST http://www.contest-itn.eu/ web 

RECOM www.recom-international.com Vili 

REICHELT ELEKTRONIK www.reichelt.de 74 

RICE UNIVERSITY www.rice.edu web 

ROBERT BOSCH www.bosch.com 34 

RUSSIAN MEMS ASSOCIATION www.mems-russia.com 34 

RUTRONIK www.rutronik.com 46-XXV 

SAMSUNG ELECTRONICS www.samsung.com web 

SILEX MICROSYSTEMS http://silexmicrosystems.com 34 

SMARTKEM http://www.smartkem.com/ web 

STMICROELECTRONICS www.st.com 34-web 

TANDBERG DATA www.tandbergdata.com web 

TDK www.tdk.com XXV 

TELEDYNE LECROY http://teledynelecroy.com/ 26 

TEXAS INSTRUMENTS www.ti.com 34-74-web 

TOSHIBA ELECTRONICS www.toshiba.com III 

TRANSCEND http://it.transcend-info.com 75 

TRANSPARENCY MARKET RESEARCH www.trasparencymarketresearch.com 34 

UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA http://www.upenn.edu/ web 

UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE www.cam.ac.uk web 

UNIVERSITÀ DI CATANIA http://www.unict.it/ web 

UNIVERSITÀ DI GHENT http://www.ugent.be/en web 

UNIVERSITÀ DI ZAGABRIA http://www.unizg.hr/homepage/ web 

WIBU SYSTEMS www.wibu.com web 

XP POWER www.xppower.com XXV 

YOKOGAWA www.yokogawa.com 75 

YOLE DÉVELOPPEMENT www.yole.fr 34 
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TELEDYNE LECROY 

Everywhereyoulook” 


16 volte più risoluzione 

16 volte più vicino 
alla perfezione 

Nuovi Oscilloscopi a 12-bit per Segnali Misti (MSO) 



Who'sdoingthat? 

teledynelecroy.com/hd4096 
Tel. 041 5997011 


200 MHz - 1 GHz 
High Defmition 
Oscilloscopes 
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NOVITÀ' RADIANT868 

500 mW a 868 MHz 

Radiomodem con antenna integrata. 
Applicazioni in esterno, protezione IP65 



Antenna dipolo coassiale incorporata 
Nessuna perdita di connessione radiomodem/antenna 
Interfaccia RS485,1. cavo max 180mt @ 24 VDC 
Compatibilità con versione da interno DL868IH-IN-B 
Protocollo sofisticato: Broadcast, Punto-Punto, 
Punto-Multipunto 

Configurabile da PC con SW dedicato 
Disponibile convertitore low-cost DC485USB 


Alimentazione 8/36 VDC 
Temperatura operativa -30/+70 °C 
Dimensioni: 1= 420 mm., Diam.= 40 mm. 

Staffa fissaggio e bulloneria in inox 

RADIANT868-Y6 versione con antenna direttiva Yagi 6 el. 
per applicazioni critiche 

L’integrazione del radiomodem con l’antenna migliora notevolmente 
l'efficienza di sistema eliminando tutte le perdite di connessione tra 
antenna e radiomodem particolarmente penalizzanti su frequenze elevate. 
La linea di discesa in RS485 e l'alimentazione estesa da 8 a 36 Vdc con la 
presenza di un alimentatore switching interno consentono discese di 
notevole lunghezza senza limitazioni di funzionalità (47 mt se alimentato a 
12vdc, 180 mt se alimentato a 24 Vdc (con il cavo multipolare standard). 


Informazioni dettagliate disponibili sul nostro sito 


I dispositivi sono certificati CE e rispondono pienamente alle norme di riferimento. 

Altri prodotti e maggiori informazioni su 


www.ere-online.it 
www.ere.eu 

27049 Stradella (PV) - Via Ermanno Ge.9/11 
Tel. (+39) 0385.48139 - Fax (+39) 0385 40288 
info@ere-online.it 
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competence in radio solution 


Moduli Radio per Controllo Remit 


Oltre 1 km di portata reale con funzionamento a batteria 

6 Ingressi ■ 6 Uscite ON/OFF 

4 modalità operative 

Unique 32-bit 

434MHz 




1 Narrow 1 


RF & microcontrollore inclusi 

Caratteristiche: 

10 mW RF output power 
TX 2.2 V to 12 V @ 27 mA, 1 uA at stand-by 
RX 3.0 V to 12V operation 
Receiver sensitivity -120 dBm 


Casa Giapponese 

CIRCUIT DESIGN, INC. 

7557-1, Hotaka, Azumino-city, Nagano, 399-8303, Japan 
http://www.cdt2 1 .corri - info@circuitdesign.jp 


Modem MSK personalizzato 

4 Modalità operative 

- One-shot, Toggle, Keying, Continuous 
4 Frequenze selezionabili 

- 434.075 / 433.920 / 434.600 / 434.700 MHz 
Dim. TX 36 X 26 X 8mm - RX 53 X 35 X 1 2mm 


Nuovo Distributore Italiano 


CI-TORINO 

Piazzale Europa 9 -10044 Pianezza - TO (IT) 
Tel. 011-9663113 - E-mail rafi@rafisrl.com 
Sito Italia www.sylcom.it 












^PENTAIR 




PROTEZIONE E RAFFREDDAMENTO 
PER I VOSTRI DISPOSITIVI 

Fidatevi di Pentair per mantenere sicuro ciò che conta di più: 
le prestazioni affidabili del vostro progetto. Utilizzate 
gli armadi elettrici Ploffman e le soluzioni di raffreddamento 
McLean e avrete il vantaggio della nostra competenza - 
così potrete progettare in piena sicurezza! 

DESIGN WITH CONFIDENCE™ 


McLean s 

PROTECT 
WHATYOU LOVE 



PentairEquipmentProtection.com 
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Tech trend 2014: conferme e sorprese 



Gartner ha rinnovato il consueto appuntamento annuale stilando la classifica delle tecno¬ 
logie strategiche per l’anno che verrà. La “regina”, non c’era da dubitarne, è Internet in 
tutte le sue possibili declinazioni. 

Al primo posto la diversità dei dispositivi. Secondo gli analisti della società di ricerche, 
da qui al 2018 ci sarà in circolazione una grande quantità di dispositivi nell’ambito di 
una strategia “tutto ovunque” che sta contagiando l’ambito professionale tramite l’ormai 
diffuso Byod (Bring Your Own Device). Al secondo posto le app mobili: Gartner prevede 
che entro la fine del prossimo anno Html5 e browser diverranno un ambiente di sviluppo 
per le applicazioni aziendali mainstream. Non poteva mancare sul gradino più basso del 
podio rinternet of Things”. 

In uno scenario di questo tipo un posto sempre più importante sarà occupato dalle risor¬ 
se cloud, indispensabili “scatole” per poter accedere ai dati ovunque e da qualsiasi dispo¬ 
sitivo. Dal quarto al sesto posto troviamo infatti cloud ibrido, cloud legato alle architetture 
Client e personal cloud. 

Un ruolo fondamentale sarà quindi quello dell’SDx (Software Defined Anything): il softwa¬ 
re, quindi, sempre più parte centrale della tecnologia. Questo aspetto è evidente anche 
nei team di progettazione delle grandi aziende, dove il numero dei componenti dei gruppi 
di sviluppo software supera di molto quello dei corrispettivi team che si occupano della 
parte hardware. 

Il Web-scale IT è all’ottavo posto. L’erogazione dei servizi IT è stata letteralmente reinven¬ 
tata da big quali Amazon, Google e Facebook e il consiglio degli analisti di Gartner alle 
organizzazioni IT è cercare di emulare tali tecnologie. 

Ibm Watson, il supercomputer che prende il nome dal fondatore della società, è un esem¬ 
pio di dispositivi che collettivamente vanno sotto il nome di “smart machines” e hanno 
conquistato la nona posizione tra le top ten. Watson rappresenta sicuramente una grande 
sfida, quella di costruire un sistema in grado di competere con la capacità, squisitamen¬ 
te umana, di rispondere con sicurezza, velocità e precisione a domande formulate in 
linguaggio naturale, cioè la lingua parlata, ricca di sfumature, modi di dire e metafore. I 
primi esperimenti sembrano decisamente incoraggianti. 

Sempre meno carta, in tutti i sensi: grazie alle stampanti 3D (che chiudono la classifica di 
Gartner e dovrebbero crescere del 75% nel 2014 e del 200% l’anno successivo) potremo 
stampare direttamente gli oggetti. Tutti gli oggetti, di ogni tipo e dimensione. Basti pensa¬ 
re che la Rolls Royce pensa di utilizzare questa tecnologia per ridurre il peso di parti dei 
motori, ma soprattutto per accorciare i tempi di produzione eliminando, di fatto, il bisogno 
di immagazzinare pezzi di ricambio. 

Filippo Fossati 
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OTTIMIZZARE LA QUALITÀ 
IN PRESENZA DI FORTI 

Oggi i circuiti integrati sono più veloci che mai. L’aumento della velocità 
di funzionamento può portare a una richiesta di potenza estremamente 
dinamica al sistema di alimentazione, che può creare qualche problema 
in fase di collaudo nel momento in cui si genera potenza tramite un 
alimentatore programmabile 


Peyman Safa 


L e onde di corrente ad alta velocità possono 
generare cadute di tensione nel circuito inte¬ 
grato. Oltre un certo valore, queste cadute possono 
provocare il reset del microprocessore o genera¬ 
re errori nei risultati della prova. Questo articolo 
spiega i motivi per cui si verificano queste cadute 
di tensione e offre diversi modi per contenerle al 
minimo, attraverso una scelta oculata di alimenta¬ 
tori e conduttori di carico e utilizzando reti locali di 
bypass. 

Scegliere un alimentatore programmabile 

Tradizionalmente, la regolazione ottimale della ten¬ 
sione di uscita si otteneva tramite un alimentatore 
di tipo lineare. 

A correnti più elevate, tuttavia, gli alimentatori 
lineari tendono a diventare ingombranti, costo¬ 
si e altamente inefficienti. Miglioramenti recenti 
nella tecnologia degli alimentatori a commutazio¬ 
ne permettono di sostituire gli alimentatori line¬ 


ari con alimentatori a commutazione nelle appli¬ 
cazioni in cui si richiedono prestazioni elevate. 
I progettisti di alimentatori a commutazione devono 
far fronte ai seguenti obiettivi apparentemente con¬ 
trastanti: un basso rumore in uscita, una rapida ri¬ 
sposta ai transitori, costi bassi e un’elevata densità 
di potenza. Il basso rumore di uscita può essere di 
solito ottenuto inserendo più stadi di filtraggio o uti¬ 
lizzando filtri con componenti più grandi; entrambi 
i sistemi portano tuttavia ad aumentare i costi, ab¬ 
bassare la densità di potenza e rallentare la risposta 
ai transitori. Alimentatori più evoluti utilizzano una 
frequenza di commutazione più alta, una migliore 
progettazione dei filtri e topologie di controllo più 
sofisticate al fine di ottimizzare tutti i parametri in¬ 
teressati. Nella scelta di un alimentatore per misure 
su circuiti integrati, al fine di garantire buoni risulta¬ 
ti, è importante esaminare i parametri della risposta 
transitoria in tensione e la caratteristica dell’impe¬ 
denza di uscita. 



Fig. 1 - Impedenza di uscita dell'alimentatore e impedenza dei conduttori di carico (modello semplificato) 
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AGILENT TECHNOLOGIES 


DELL'AUMENTAZIONE 
VARIAZIONI DI CARICO 



Fig. 2 - Rete di carico con condensatore di bypass 


Ottimizzare il cablaggio del carico 

In molti casi, vincoli di tipo fisico impongono la 
collocazione dell’alimentatore a qualche metro di 
distanza dalla scheda di prova del circuito integra¬ 
to, con il conseguente prolungamento dei cavi di 
collegamento necessari. L’impedenza dei cavi di 
carico può degradare molto velocemente l’impe¬ 
denza del generatore vista dal circuito integrato. 
Quasi tutti gli alimentatori programmabili sono do¬ 
tati di puntali di ingresso che permettono di sce¬ 
gliere dove effettuare la regolazione della tensio¬ 
ne collegando i puntali nella zona di interesse. In 
questo tipo di applicazione, il punto di rilevamento 
dovrebbe trovarsi il più vicino possibile al circui¬ 
to integrato. Tuttavia, l’anello di regolazione della 
tensione sopprimerebbe i transitori di tensione nel 
punto di rilevamento solo entro la propria banda 
di controllo. Di conseguenza, è possibile che si ve¬ 
rifichi un transitorio di tensione in questo punto di 
rilevamento se il tempo di salita del transitorio di 
corrente è sufficientemente breve. L’impedenza 
dei conduttori di carico a queste basse frequenze 
può essere modellata come un circuito a parametri 
concentrati composto da un’induttanza e una resi¬ 
stenza in serie, come illustrato in figura 1. 

Si esamina il caso di un sistema da 25 A con tran¬ 
sitori (It rans ) da 5 A, in cui l’alimentazione è fissata a 
2,5 V e collegata alla scheda di prova del circuito 
integrato attraverso 1,5 metri di cavo da 14 AWG. 


Trattandosi di un’applicazione in bassa tensione, 
cadute (undershoot) superiori a 100 mV sono in 
genere inaccettabili. Un cavo da 14 AWG presen¬ 
ta una resistenza di 8,3 milliohm al metro, il che 
si traduce in una resistenza di 25 milliohm per la 
linea complessiva di andata e ritorno tra l’uscita 
dell’alimentatore e la scheda di prova del circuito 
integrato (R cond ). 


AV r = 0,025Qx5A = \25mV 

Questa caduta di tensione calcolata a 125 mV vie¬ 
ne compensata dall’anello di controllo della tensio¬ 
ne di alimentazione nei limiti della banda di regola¬ 
zione dell’alimentatore. Il circuito integrato subirà 
comunque questa caduta di 125 mV. Nel presente 
caso, la resistenza dei cavi di collegamento del ca¬ 
rico genera già di per sé una caduta inaccettabile, 
anche se di breve durata, sulla scheda di prova. 
Ma l’induttanza dei conduttori di carico è un altro 
fattore importante da esaminare. Non è infrequen¬ 
te che la scheda di prova riporti il transitorio di 5 
A su una rampa di 10 microsecondi. Questo rapido 
cambiamento nella corrente può provocare una 
caduta di tensione costante sui conduttori durante 
la rampa. Per caratterizzare questa perdita di ten- 
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sione è necessario fare un’approssimazione, dal 
momento che l’esatta induttanza di collegamento 
del carico può cambiare a seconda della vicinan¬ 
za relativa dei conduttori positivo e negativo. Nella 
maggior parte dei casi, se i cavi non sono intrec¬ 
ciati è possibile modellarli con un induttore da 833 
nH/m. 

A v.=L^ 

L t 

Al/, =2xl,5mx833xlO^Hx-—— 

lOx 10 s 


Al/<_ = 1,251/ 


A\/„. 


0,425 + 0,125 
4 


0,1375V 


L’obiettivo dei 100 mV è ancora fuori mano, soprat¬ 
tutto se si considera che l’alimentatore contribui¬ 
sce con un’ulteriore caduta di tensione transitoria 
in risposta alla variazione della corrente in uscita. 
L’uso di cavi particolari, ad esempio cavi coassia¬ 
li personalizzati o cavi piatti, ridurrebbe l’effetto 
induttivo anche fino a 33 nH/m, ma queste scelte 
sono costose e non altrettanto disponibili. Ciò im¬ 
pone la presenza di un accumulatore di energia a 
bassa impedenza molto vicino alla scheda di prova. 


Combinando l’effetto di resistenza e induttanza, 
si ha: 

av m =av r+ av l 

AV tol = 125 mV + 1,251/ = 1,3751/ 

Ovviamente, questo risultato finale di 1,375 V non 
può essere accettato. Come già menzionato, l’anel¬ 
lo di regolazione della tensione di alimentazione 
sente questo transitorio di tensione e regola l’usci¬ 
ta dell’alimentatore del valore necessario al fine di 
mantenere una tensione stabile a 2,5 V sulla scheda 
di prova. Questo processo può tuttavia durare fino 
a un millisecondo, anche con un alimentatore di 
buona qualità. L’effetto induttivo dei conduttori può 
essere mitigato mantenendo molto vicini i condutto¬ 
ri di alimentazione, legandoli insieme in corrispon¬ 
denza di più punti o semplicemente intrecciandoli. 
L’intreccio dei conduttori fornisce inoltre l’ulteriore 
vantaggio di una migliore immunità ad altri campi 
magnetici che potrebbe essere presente a causa di 
altri conduttori di carico soggetti a elevati transitori 
di corrente. I conduttori intrecciati possono essere 
modellati con un induttore da 567 nH/m. Questo in¬ 
duttore comprende gli effetti induttivi di entrambi i 
conduttori positivo e negativo. Rifacendo i calcoli 
con i cavi intrecciati (twist), si ottiene: 

AV Lnm , = 1,5/TJX567xIO’Hx-— 

10x10 S 


Sebbene la caduta di tensione sia migliore rispetto 
a prima, il risultato finale non è ancora accettabi¬ 
le. Ulteriori miglioramenti possono essere ottenuti 
mettendo in parallelo più linee di cavi. Ad esempio, 
mettendo in parallelo quattro gruppi di cavi intrec¬ 
ciati, la resistenza e l’induttanza si riducono di un 
fattore quattro. 


Uso di un condensatore di bypass locale 

L’alimentatore non riesce a compensare abbastan¬ 
za in fretta la caduta di tensione sui conduttori di 
carico e nemmeno la sua caduta interna, pertanto 
è necessaria una fonte locale di energia, come illu¬ 
strato in figura 2.1 condensatori offrono una bassa 
impedenza alle alte frequenze e fanno da comple¬ 
mento all’alimentatore, che invece offre una bassa 
impedenza alle basse frequenze. Sono disponibili 
diverse tecnologie di condensatori e può essere 
difficile trovare il componente giusto o la corretta 
combinazione di componenti. I condensatori cera¬ 
mici sono adatti per offrire un bypass ad alta fre¬ 
quenza e bassa tensione. Ma nonostante i recenti 
progressi tecnologici dei condensatori ceramici, 
essi non riescono a eguagliare l’elevata densità e 
i bassi costi dei condensatori elettrolitici in allumi¬ 
nio e dei condensatori elettrolitici allo stato solido 
in polimero conduttivo. La resistenza equivalente 
serie della rete di bypass è un parametro importan¬ 
te poiché tale rete è in serie con il condensatore e 
può significativamente ridurre l’efficacia della rete 
di bypass. La scelta del condensatore a più bassa 
tensione permetterà anche di avere un condensa¬ 
tore con la minima resistenza equivalente serie e la 
massima densità di capacità. 

L’interazione tra l’anello di controllo della tensione 
di alimentazione, la rete di carico e il condensatore 
di bypass può essere un po’ complessa. Introdu¬ 
cendo qualche approssimazione, si può agevolare 
la scelta della capacità iniziale del condensatore. 

Procedimento: 

1. Calcolare l’impedenza di picco della rete 
Determinare l’impedenza di picco (Z p ) desiderata 
della rete dei conduttori di carico e la capacità di 
bypass utilizzando la seguente espressione: 

z _ Massimacad utaditensi onedesiderata(V ) _ IPOrnV _ 
Ampiezzatransitoriodicorrente(A) 5 A 
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AGILENTTECHNOLOGIES 


2. Calcolare il valore della capacità di bypass 
Impostare l’uguaglianza tra l’impedenza di picco 
desiderata e l’impedenza caratteristica del circuito 
risonante L-C costituito dall’induttanza dei condut¬ 
tori di carico e dalla capacità di bypass (C). Risol¬ 
vere l’equazione rispetto a C: 


t induttanza conduttori (tricarico (H) 

V capacità di bypass (F ) 


l 5xI70r 

■f-é- 


= 20mil => C = 530//F 


3. Calcolare la frequenza di risonanza del circuito LC 
L’alimentatore utilizzato deve avere un’impedenza 
di uscita più bassa dell’impedenza caratteristica 
del circuito L-C, diversamente il calcolo effettuato 
non rispecchierà correttamente il comportamento 
del sistema. 

L’impedenza di uscita dell’alimentatore decresce 
all’aumentare della frequenza. 

Nel caso in cui l’impedenza di uscita dell’alimen¬ 
tatore è maggiore dell’impedenza di picco desi¬ 
derata, impostare l’uguaglianza tra la frequenza 
di risonanza (f 0 ) del circuito LC e la frequenza alla 
quale l’impedenza di uscita dell’alimentatore risul¬ 
ta minore o uguale a Z p . Occorrerà diminuire la 
frequenza di risonanza selezionando un conden¬ 
satore di bypass più grande. 


i 


IitsLC 


15x171 
1 4 


170/lH 


, = 15 kHz 


x530 ftF 


Risultati 

La figura 3 mostra la risposta transitoria in tensio¬ 
ne misurata al carico, utilizzando l’alimentatore 
dinamico in corrente continua N7950A di Agilent 
Technologies. Questo strumento è ottimizzato per 
tensioni e correnti di lavoro basse e presenta una 
piccola impedenza di uscita, l’ideale per questo 
tipo di applicazioni. 

Vengono illustrati due degli scenari discussi 
nell’esempio utilizzando in entrambi i casi 4 linee 
di cavi intrecciati da 14 AWG, di lunghezza pari a 
1,5 metri, con un condensatore di bypass locale su 
una delle linee in corrispondenza del dispositivo in 
prova. È illustrato un terzo scenario. Esso u t ilizza 



Stabilire la resistenza equivalente serie del con¬ 
densatore per garantire un adeguato smorzamen¬ 
to del circuito risonante 

Il corretto smorzamento del circuito LC è di fonda- 
mentale importanza poiché un risonatore non suf¬ 
ficientemente smorzato tende a generare oscilla¬ 
zioni prolungate e potrebbe avere un effetto desta¬ 
bilizzante sull’anello di controllo dell’alimentatore. 
La scelta corretta della resistenza dei conduttori di 
carico e della resistenza equivalente serie (ESR) 
del condensatore permette di smorzare questi 
effetti. L’obiettivo è ottenere un fattore di smorza¬ 
mento pari a 0,5 al fine di avere una risposta più 
rapida e una tensione di picco più bassa, imponen¬ 
do l’uguaglianza tra la resistenza del risonatore e 
la sua impedenza caratteristica (Z p ). 


Z p = resistenzaconduttondicarico + ESR => ESR = 20 miì - " = I3.7$mi2 

Poiché potrebbe non essere possibile trovare un 
condensatore con le caratteristiche desiderate di 
capacità e resistenza equivalente serie, è possibile 
usare più condensatori in parallelo, con ESR e ca¬ 
pacità differenti, fino a ottenere il valore richiesto. 


un condensatore locale di capacità quattro volte 
maggiore per ridurre l’impedenza del circuito riso¬ 
nante di un rapporto di circa 2. 

In questo articolo è stato analizzato il problema di 
alimentare con una tensione stabile un carico al¬ 
tamente dinamico, utilizzando un alimentatore si¬ 
tuato a qualche metro di distanza dal dispositivo 
in prova. Anche se l’impedenza del conduttore di 
carico può degradare pesantemente la risposta ai 
transitori di un alimentatore di seppur ottima qua¬ 
lità, con i metodi di attenuazione che abbiamo visto 
è possibile ottenere le prestazioni desiderate per il 
dispositivo in prova. Tecniche come l’intreccio dei 
cavi di carico per minimizzare l’area dell’anello che 
si forma tra le linee di alimentazione e quelle di ri¬ 
torno o l’impiego di lamine di rame o cavi coassiali 
di sezione elevata possono notevolmente ridurre 
l’induttanza dei conduttori di carico. La scelta di 
un’opportuna rete di condensatori di bypass da 
collegare al dispositivo in prova può ulteriormente 
migliorare la stabilità della tensione a prescindere 
dalla rapidità dei transitori della corrente assorbita 
dal dispositivo stesso. 


Fig. 3 - Risposta 
in tensione in risposta 
a un transitorio 
di corrente di 5 A 
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TECH INSIGHT SEMICONDUTTORI 


Tre chip per cambiare 
il mondo 


Giorgio Fusari Alcuni semiconduttori introdotti da Maxim 

Integrated promettono di portare innovazioni 
sostanziali in diversi ambiti del mondo 
industriale, e non solo 


I n diversi settori industriali, come i sistemi di generazione 
e distribuzione dell’energia o di automazione delle fabbri¬ 
che, ma anche nelle applicazioni militari e aerospaziali, nel 
settore medicale, nei sistemi di controllo e monitoraggio, nel 
mondo automotive, e negli apparati di test e misura, l’adozio¬ 
ne dei circuiti integrati è in notevole sviluppo. E ciò perché 
l’introduzione di maggior intelligenza e innovazione nella 
gestione di questi sistemi significa più efficienza, maggior 
produttività, e opportunità di riduzione dei costi operativi e 
di manutenzione degli impianti. Il mercato dei semicondut¬ 
tori analogici in questi comparti, secondo alcune stime delle 
società di ricerche IHS iSuppli, crescerà a un ritmo del 9% 

Industry’s Only Integrateci Ultrasound Transceiver 
MAX2082 


1-OF-N CHANNELS 


TRANSDUCER 


ULTRASOUND TRANSCEIVER 


T/R 

SWITCH 


LC 

LNA 

HI-— • 

)W VOLTAGE REC El VER 

VGA 

— ^ —j AAf |—■ HSADC — 





HIGHVOLTAGE 
TRANSMI TTER 


SIGNAL PROCESSING 
AND CONTROL 


Fig. 1 - L'architettura del chip MAX2082 


da qui al 2016. Inoltre, la possibilità di sviluppare le soluzioni 
a partire da circuiti elettronici ad alto livello di integrazione 
sta diventando un requisito tecnico sempre più richiesto da 
queste tipologie di utenti. Insomma una finestra di business 
molto interessante, su cui Maxim Integrated sta attualmente 
focalizzando la propria offerta, con la recente introduzione 
di nuovi prodotti e tecnologie, indirizzati a risolvere o atte¬ 
nuare i problemi economici e ambientali che i sistemi indu¬ 


striali, con il loro funzionamento, determinano nelle attività 
sul nostro pianeta. 

Lo scenario di riferimento in cui Chris Neil, senior vice 
president industriai and medicai Solutions della società, ha 
motivato l’introduzione degli ultimi prodotti e soluzioni, è 
quello delle iniziative di sviluppo e innovazione in alcune 
aree strategiche, come le reti, le fabbriche e le città ‘intel¬ 
ligenti’ (smart grid, smart factory, smart city). Ma ci sono 
anche altri settori, dove si stanno manifestando criticità che 
preoccupano in modo crescente, come l’aumento dei rischi 
di sicurezza informatica negli ambienti IT e negli impianti 
industriali, e l’esplosione dei costi per l’assistenza sanitaria 
e ospedaliera, causati da un incremento del tasso di invec¬ 
chiamento della popolazione. 

Integrazione sempre più spinta 

I semiconduttori analogici continuano a evolversi, ha 
mostrato Neil. Si è passati dalla commercializzazione di 
‘building block’ (data converter, amplificatori, interfacce, 
circuiti di potenza e così via), alle soluzioni di sistema, per 
arrivare oggi a chip sempre più integrati, e il trend è chiaro. 
Se nel 2007, nel business complessivo di Maxim, i semicon¬ 
duttori ad alto grado di ntegrazione rappresentavano solo 
una quota del 18% (il restante 82% era costituito da ‘building 
block’), nel 2012 questa percentuale è salita al 47%. Oggi, 
tale tendenza verso dispositivi caratterizzati da una sempre 
maggior integrazione e compattezza, sia livello di chip, sia 
di prodotti finali, si può osservare in vari ambiti. Uno è quel¬ 
lo delle attrezzature medicali a ultrasuoni, in cui gli utenti 
(ospedali, piccole cliniche, ambulatori medici, utenti privati 
all’interno delle abitazioni) richiedono ecografi più compatti 
o portatili, a più basso consumo e in grado di fornire imma¬ 
gini di maggior qualità. Tale domanda stimola il mercato che, 
secondo stime effettuate dell’azienda, sta crescendo del 13% 
anno su anno, e dovrebbe raggiungere la cifra di 138 milioni 
di dollari per il 2016. Qui, ad esempio, la focalizzazione di 
Maxim sullo sviluppo di soluzioni a livello di sistema ha por¬ 
tato alla realizzazione di MAX2082, una piattaforma completa 
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SEMICONDUTTORI TECH INSIGHT 


Synchronously Rectified 60VIN DC-DC Step Down Converter 
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Fig. 2 - Uno schema del regolatore di tensione MAXI 7503 


per l’uso in attrezzature medicali a ultrasuoni, in 
grado di combinare un receiver e un transceiver 
in un solo chipset. Grazie a tale elevato livello 
d’integrazione il ricetrasmettitore di ultrasuoni a 
otto canali MAX2082, dichiara la società, permette 
di sostituire migliaia di componenti discreti tipica¬ 
mente presenti nelle normali attrezzature a ultra¬ 
suoni, con la possibilità di migliorare l’affidabilità, 
risparmiare il 40% di spazio sulla scheda e ridurre 
i consumi di energia del 30% rispetto ai sistemi 
convenzionali. L’obiettivo, attraverso chip come 
questi, sarà trasformare il settore dell’assistenza 
sanitaria, portando alla fabbricazione di attrezza¬ 
ture finali di costo molto più contenuto, adatte ad 
accelerare il processo di migrazione delle attività 
di cura dei pazienti fuori dagli ospedali, e a inco¬ 
raggiare e privilegiare le strategie e pratiche di 
prevenzione e self-monitoring eseguite diretta- 
mente dalle abitazioni dei pazienti stessi. 

Un altro bacino di utenza fondamentale è quelle delle cosid¬ 
dette ‘fabbriche integrate’ (integrated factory) che, grazie 
allo sviluppo delle tecnologie di networking industriale 
(Industriai Ethernet - IE e così via), diventano sempre più 
connesse in rete, e richiedono maggiore sicurezza, sia a 
livello fisico, sia logico (safety, IT security). Inoltre, in que¬ 
ste realtà, le funzioni di controller tendono a essere non 
più centralizzate, ma distribuite (distributed controller), e 
ciò va ad aumentare i potenziali rischi e punti di debolezza 
dell’infrastruttura. La soluzione di Maxim a queste nuove 
sfide si chiama DeepCover Secure Authenticator DS28C22, 
una soluzione di protezione della IP (intellectual property) 



Fig. 3 - Applicazioni del chip MAXI 7503 


e dei dati che, attraverso una cifratura a elevata sicurezza 
(l’algoritmo di autenticazione SHA-256 basato su FIPS 180), 
permette a un controller host di autenticare periferiche o 
sistemi embedded. Essendo l’autenticazione di tipo bidire¬ 
zionale, l’host e la periferica eseguono una mutua verifica, in 
modo da proteggere TIP contenuta nella periferica stessa e 
impedire modifiche della sua operatività da parte di un host 
non autentico. Questa tecnologia ha applicazioni importanti 
specie nelle reti industriali, nei PLC (programmable logie 
controller) e nelle ‘smart grid’: tutte infrastrutture critiche, 
che le attività di hacking stanno sempre più prendendo di 
mira, per sfruttare le potenziali vulnerabilità, monitorando i 
vari canali di comunicazione. 

Il regolatore di tensione MAX17503, un convertitore DC-DC 
step-down a rettificazione sincrona, è invece indirizzato a 
innalzare l’efficienza energetica e l’affidabilità delle appli¬ 
cazioni di controllo e automazione industriale. Come ha 
illustrato la società, integrando due interruttori MOSFET ed 
eliminando il diodo Schottky esterno, MAXI7503 permette 
di ottenere una dissipazione di calore e una temperatura di 
esercizio inferiore del 50% rispetto alle soluzioni asincrone 
ad alta tensione attualmente disponibili. Un altro punto a 
favore è la riduzione, fino al 75%, del numero dei compo¬ 
nenti esterni, che permette di contenere i costi e ridurre, 
fino al 50%, l’ingombro della soluzione completa. 

Attraverso tutte queste soluzioni, Maxim punta a soddisfare 
in modo più completo le necessità degli utenti, che, sotto- 
linea ancora, per le loro applicazioni ormai non ricercano 
più semplici componenti, ma soluzioni a livello di sistema, 
e desiderano interloquire con partner in grado di compren¬ 
dere le loro specifiche esigenze progettuali. ■ 
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TECH INSIGHT SCOPE 


Analisi a segnali misti per i nuovi oscilloscopi della serie HDO 


Alessandro Nobile 

Basati sulla tecnologia a 12 bit HD4096, i 
modelli HDO-MS di Teledyne LeCroy sono 
caratterizzati da banda passante fino a 1 
GHz, 250 Mpts di memoria per canale e una 
frequenza di campionamento di 2,5 GS/s 



L D04000-MS e HD06000- 
MS: queste le sigle delle 
nuove linee di oscilloscopi ad 
alta definizione targati Teledyne 
LeCroy che si propongono 
come una completa “macchina 
di collaudo” di segnali analo¬ 
gici, digitali e seriali tipici di 
sistemi embedded sempre più 
complessi. Combinazione di 16 
canali, tecnologia ad alta defi¬ 
nizione HD4096 (basata su un 
convertitore A/D a 12 bit che 
permette di catturare e visua¬ 
lizzare segnali con frequenze 
sino a 1 GHz con elevate velo¬ 
cità di campionamento e una 
risoluzione verticale 16 volte 
superiore agli altri oscillosco¬ 
pi), lunga memoria di acqui¬ 
sizione, dimensioni compatte 
e bande passanti da 200 MHz 
fino a 1 GHz sono alcune delle 
caratteristiche salienti. Tutti 
i model HDO sono dotati di 
ampio schermo Touch Screen 
da 12,1” e una interfaccia 
molto intuitiva che ne sempli¬ 
fica la fruizione. Gli oscillosco¬ 
pi HD04000-MS sono carat¬ 
terizzati da una frequenza di 
campionamento di 2,5 GS/s 
con 12.5 Mpts di memoria per 
ciascun canale e fino a 50 
Mpts per canale (opzionale): 
sono disponibili model a 2 e 
4 canali con bande passanti 
che vanno da 200 MHz fino a 
1 GHz. 


Strumenti avanzati 
di misura, debug e analisi 

Una visualizzazione accurata 
del segnale e velocità di cam¬ 
pionamento elevate risultano 
in un certo senso “sprecate” 
quando mancano gli strumenti 
di analisi e debug adegua¬ 
ti. Per questo motivo in tutti 
gli oscilloscopi della famiglia 
HDO sono presenti strumenti 
avanzati per il debug veloce 
e una accurata analisi delle 
forme d’onda. WaveScan 
è lo strumento dedicato alla 
ricerca e analisi avanzata, 
che permette la ricerca in 
una singola acquisizione di 
runt, glitch, e altre anomalie 
(secondo oltre 20 diversi cri¬ 
teri) e può essere impostato 
per la ricerca di un evento 
per ore o addirittura giorni. 
La Modalità History consen¬ 
te lo scorrimento indietro nel 
tempo per isolare le anoma¬ 
lie e misurarle con differenti 
parametri o cursori. L’opzione 
di trigger e decodifica su bus 
seriali isola rapidamente gli 
eventi sul bus senza ricorrere 
all’impostazione manuale dei 
trigger. La modalità Sequence 
memorizza gli eventi isolati dal 
trigger come “segmenti”, con¬ 
sentendo la cattura di molti 
impulsi veloci in rapida suc¬ 
cessione o eventi separati da 
lunghi periodi di tempo e ridu¬ 


cendo i tempi morti tra cicli di 
trigger. Il LabNotebook stru¬ 
mento per la documentazio¬ 
ne e generazione di accurati 
rapporti accelera le operazioni 
di salvataggio e documen¬ 
tazione dei risultati dei test. 
La famiglia di oscilloscopi 
HDO può misurare e analiz¬ 
zare ogni piccolo dettaglio di 
una forma d’onda grazie a 
una ricca dotazione di funzio¬ 
ni matematiche fra cui Media, 
Enhanced Resolution e FFT, 
oltre a numerose altre misu¬ 
re parametriche. Analisi sta¬ 
tistiche, istogrammi e trend 
vanno oltre la semplice misura 
mostrando ogni cambiamento 
della forma d’onda nel tempo. 

Software 

completo di analisi 

Ora disponibili anche per 
l’HDO i pacchetti software cre¬ 
ati per affinare l’analisi su due 
aree fondamentali che inte¬ 
ressano una vasta gamma di 
attività di progettazione e di 
debug. Il software Spectrum 
Analyzer converte le funzio¬ 
nalità di un HDO in quelle di 
un analizzatore di spettro. 
Consente infatti all'utente di 


regolare parametri quali inter¬ 
vallo di frequenza, larghez¬ 
za di banda di risoluzione e 
frequenza centrale. È inoltre 
possibile applicare filtri per i 
segnali di ingresso e osserva¬ 
re il relativo cambiamento a 
livello di frequenze in tempo 
reale. Un sistema di ricerca dei 
picchi identifica ed etichetta le 
componenti spettrali, la fre¬ 
quenza e i livelli per presentar¬ 
li in una unica tabella, l’utente 
può cliccare so qualsiasi com¬ 
ponente della tabella per pas¬ 
sare istantaneamente al picco 
corrispondente e può utiliz¬ 
zare la visu aliz zazione dello 
spettrogramma per visualizza¬ 
re le sue variazioni nel tempo. 
Il software di Power Analisys 
misura e anali zz a in modo 
rapido le caratteristiche di fun¬ 
zionamento dei convertitori di 
potenza e circuiti basati su tali 
componenti attraverso misu¬ 
re automatiche sulle perdite e 
un'interfaccia utente dedicata. 
Fanno parte del software gli 
strumenti per le analisi critiche 
su dispositivi switching come i 
controlli sulla modulazione di 
loop, l’analisi sulle armoniche 
sulla linea di alimentazione.» 
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THERMAL TECH INSIGHT 


Nuove tecniche 
di gestione del calore 

uwe jessen I materiali avanzati contribuiscono 

TheBergquistcompany amantenere freschi i dispositivi senza 

l’uso di ventole 


O ggi molte persone possiedono cellulari dotati di 
potenze di elaborazione superiori a quelle dei 
computer desktop di solo qualche anno fa, che non 
sono però appesantiti dalle ventole e prese d’aria che 
caratterizzavano le ormai vecchie apparecchiature. Il 
raffreddamento rumoroso non esiste più ma i dispositivi 
non si surriscaldano. Di seguito se ne illustreranno le 
ragioni. La tendenza a realizzare sistemi senza ventole 
ad alte prestazioni è diffusa in numerosi settori di mer¬ 
cato, come l’elettronica di largo consumo, gli autovei¬ 
coli, le apparecchiature sanitarie, gli apparati militari e 
l’elettronica industriale. Considerata la richiesta di pre¬ 
stazioni sempre più elevate e di un incredibile numero 
di funzionalità in dispositivi in formato estremamente 
compatto, la gestione del calore è destinata a diventare 
una scienza importante, che richiederà un’attenta piani¬ 
ficazione a lungo termine. Per mettere in atto le proprie 
strategie, i progettisti dovranno affidarsi a un’ampia 
varietà di materiali termici che siano in grado di offrire 
un ricco ventaglio di caratteristiche. 

La corretta strategia di gestione del calore per un 
sistema ultracompatto e privo di ventole può essere 
considerata in qualche modo “poco intuitiva”. È del tutto 
naturale pensare che un processore multi-gigahertz 
o componenti come interruttori di potenza e conver¬ 
titori analogico/digitali funzionerebbero meglio in un 
ambiente aperto e arieggiato, quando invece gli spazi 
interni di molti degli odierni dispositivi sono pieni di 
materiali termici ad alte prestazioni. Questi superano 
di gran lunga l’aria in termini di capacità di trasferire il 
calore dai componenti all’ambiente esterno. Ed è questa 
la chiave per comprendere l’apparente cambiamento 
di paradigma: il flusso d’aria è un sistema impratica¬ 
bile per diversi motivi, tanto che il raffreddamento dei 
dispositivi elettronici viene oggi ricondotto, nella mag¬ 
gior parte dei casi, a un problema di conduzione. 

L’aria ferma, naturalmente, è nemica della conduzione. 



Ciò era già noto ben prima della nascita dell’elettronica 
moderna ed è il motivo per cui all’interfaccia tra com¬ 
ponente caldo e dissipatore vengono applicati grassi 
termici e, più recentemente, materiali a cambiamento 
di fase. Il ruolo di questi materiali è molto chiaro: elimi¬ 
nare l’aria che altrimenti resterebbe intrappolata nelle 
imperfezioni superficiali all’interfaccia tra i due compo¬ 
nenti. Poiché questo materiale di interfaccia possiede 
una conduttività molto migliore dell’aria, l’efficienza 
di trasferimento del calore verso il dissipatore è molto 
maggiore in presenza di questa interfaccia. 

Gli sviluppi in corso della scienza dei materiali termici 
hanno permesso di ottenere nuove formulazioni, che 
offrono una conduttività migliorata e una maggiore 
facilità di utilizzo. Inoltre, la disponibilità di una gamma 
molto più ampia di materiali termici agevola i progettisti 
nell'attuare la strategia migliore per trasferire il calore 
dai componenti presenti sulla scheda al contenitore 
esterno. 

I riempitivi termici sono gli articoli più pubblicizzati 
dagli specialisti della gestione del calore. I prodotti di 
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prima generazione includono i pad termici, non tagliati 
o pretagliati in formati e spessori standard o persona- 
lizzati, e offrono diversi livelli di prestazione termica e 
deformabilità. La deformabilità può essere cruciale, dal 
momento che il pad deve poter essere opportunamente 
compresso per ottenere le migliori prestazioni termiche, 
ma senza esercitare pressioni distruttive sul componen¬ 
te o sui contatti. Più recentemente, sono stati sviluppati 
materiali per la deposizione in-situ (FIP, Form In Place) 
che possono essere “dosati” in modo preciso tramite 
erogatori posizionati direttamente lungo la catena di 
montaggio. Questi materiali permettono ai costruttori di 
realizzare e collocare pad dalle forme più complesse, 
scegliendone liberamente dimensioni e caratteristiche 
di compressione. 

Se per risparmiare sui tempi di assemblaggio si sceglie 


di collegare il dissipatore direttamente sul componente, 
senza ganci o viti, la serie Bergquist di paste termiche 
Liqui-Bond fornisce una conduttività termica elevata in 
combinazione con bassi valori di viscosità, permetten¬ 
do la deposizione tramite serigrafia o stampa nomo¬ 
grafica. Analogamente ai pad termici deposti in situ, 
questo materiale è un silicone liquido che essicca fino 
a diventare un elastomero solido. Grazie a un’elevata 
resistenza al taglio, gli adesivi termici possono anche 
essere utilizzati per fissare il circuito stampato al con¬ 
tenitore, oltre a incollare i dispersori termici ai singoli 
componenti. Oggi, i materiali termici avanzati aiutano 
quindi a semplificare l’assemblaggio, contribuendo a 
risparmiare sui costi complessivi e fornendo uno stru¬ 
mento decisivo per offrire a tutti un’elettronica ad alte 
prestazioni. ■ 


FPGA per lo sviluppo 
di dispositivi mobili 
“context-aware” 


Alessandro Nobile 

I nuovi FPGA ÌCE40 sviluppati da 
Lattice Semiconductor consentono 
l’implementazione di soluzioni di gestione 
dei sensori adatte all’uso in dispositivi 
mobili sensibili al contesto 


C onsentire lo sviluppo 
di dispositivi mobili 
sensibili al contesto e carat¬ 
terizzati da consumi ridot¬ 
tissimi; questo l’obbiettivo 
che Lattice Semiconductor 
si è proposta con l’intro¬ 
duzione dei nuovi FPGA 
ÌCE40. Questi nuovi com¬ 
ponenti programmabili 
consentiranno di integrare 
in numero maggiore di fun¬ 
zioni in uno spazio inferio¬ 
re. Disponibili in package 
con ingombri ridottissimi 
- sino a 1,4 mm x 1,48 mm 


Una vasta gamma di soluzioni IP 


Oltre a proporre i progetti di riferimento basati sui sensori per gli FPGA ÌCE40LM, Lattice 
collabora con importanti fornitori di IP (intellectual property) che sviluppano tecnologie di 
rilevamento per garantire ai progettisti la disponibilità di soluzioni complete per l'imple- 
mentazione dei corretti algoritmi nei loro progetti. Tra i numerosi esempi di IP disponibili 
per questi FPGA si possono annoverare la simulazione di codici a barre che fanno uso di 
LED, telecomandi universali con LED a infrarossi (IR) e tecnologie di rilevamento in grado di 
interpretare i movimenti e l'ambiente circostante al fine di trarne deduzioni "intelligenti". 
Per ulteriori informazioni: www.latticesemi.com/iCE40 
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x 0,45 mm - i nuovi FPGA targati Lattice possono essere 
utilizzati in una pluralità di applicazioni garantendo una 
notevole riduzione sia dell’ingombro sulla scheda sia 
della complessità del sistema. 

Grazie all’integrazione di IP hard per generatori di strobe 
nonché di interfacce I2C e SPI, i nuovi FPGA ÌCE40LM 
sono caratterizzati da una latenza quasi nulla e permet¬ 
tono l’implementazione di dispositivi mobili in grado di 
riconoscere il contesto e acquisire in tempo reale gli 
input dell’utente e dell’ambiente con errore o ritardo 
minimi. Nonostante le ridotte dimensioni, i nuovi ÌCE40 
consentono l’integrazione di funzioni avanzate - come 
ad esempio IrDA, simulazione di codici a barre, LED di 
segnalazione - in un solo chip lasciando a disposizione 
dell’utente ulteriori risorse logiche per l’implementazione 
di funzioni specifiche aggiuntive. Test condotti da Lattice 
hanno dimostrato che con gli FPGA ÌCE40LM è possibile 
ridurre il consumo di potenza di un fattore pari a 100 
rispetto alle tradizionali implementazioni basate sul solo 
processore, prolungando in tal modo la durata della 
batteria. I nuovi componenti sono gli FPGA ÌCE40LM 4K, 


ÌCE40LM 2K e ÌCE40LM 1K; tutti consumano pochissima 
potenza, appena meno di 1 mW in modalità attiva. Per 
ridurre ulteriormente gli ingombri della famiglia ÌCE40LP 
Lattice sta aggiungendo un nuovo package WLCSP 
(wafer-level chip-scale package) a 16 sfere sia per l’i- 
CE40LP 640 sia per l’iCE40LP 1K. 

Tutti i dispositivi ÌCE40 sono supportati dal software 
di progettazione Lattice iCEcube2 (versione 2013-08) e 
Lattice Diamond Programmer v3.0. 

Ambiente di sviluppo integrato ad alta produttività per i 
progettisti di dispositivi mobili e ottimizzato per l’archi¬ 
tettura degli FPGA ÌCE40 sviluppati da Lattice, il software 
iCEcube2 offre funzionalità di progettazione avanzate e 
facilità d’uso. 

Lattice Diamond Programmer è compatibile con iCE- 
cube2 e consente di programmare i dispositivi Lattice, 
semplificando le operazioni più comuni: impostazione 
delle informazioni sul dispositivo (cavo, porta e così via), 
selezione del file dei dati di programmazione da usare 
e programmazione di uno o più dispositivi. Per ulteriori 
informazioni: www. latticesemi.com/iCE40 . ■ 


INDUSTRIA!. POWER EXPERT 


MORNSUN non è solo un produttore di ACDC e DCDC converter, ma tornisce valore aggiunto e 
innovative soluzioni con i propri ed unici progetti e prodotti. Con più di 200 ingegneri e oltre 1000 
impiegati, MORNSUN è un punto di riferimento per lo sviluppo nel settore degli ACDC e DCDC converter. 

Oltre a proporre prodotti sempre più tecnologici e performanti, MORNSUN offre prezzi competitivi 
e consegne in 2-4 settimane. 

MORNSUN è certificata: IS09001:2008, ISO 14000, OHSMS 18001 e TS 16949 
I prodotti MORNSUN sono conformi agli standard: UL60950, EN60950, UL60601-Ì e EN60601-1 



MORNSUN® 


Email: info@mornsun.cn 
http://www.mornsun-power.com 



Per informazioni e richieste, contatta ii 
distributore di MORNSUN in esclusiva per l'Italia: 



La gamma di prodotti MORNSUN: 

- DCDC converter da 1/4 di Watt a 50 Watt con isolamento da 1000VDC a 6000VDC o senza isolamento, 
con ingresso fisso o 2:1 o 4:1 o 6:1 o 12:1, uscita singola o duale sia regolata e non regolata; 

- ACDC converter da 1 a 120W con isolamento da 3000VAC a 4000VAC, ingresso universale 
85-264VAC uscita singola o doppia o tripla o quadrupla; 

- Versioni: SIP, DIP, SMD, per montaggio su PCB e DIN Rail 


Emergy Tech Srl 

via Sant'Adele, 7, 20094 - Corsico (MI) 

Teli : +39 339 3493415 Tel2: +39 02 4408403 
Fax: +39 02 45106691 
E-mail: info@emergytech.com 
Web: www.emergytech.com 














ANALOG/MIXED SIGNAL TRANSISTOR 


Crescono i consensi sui 
transistor in GaN e in SiC 


Lucio Peiiìzzari il nitruro di gallio e il carburo di silicio hanno 

un’eccezionale robustezza che li rende ideali 
nelle applicazioni di potenza, specialmente 
ora che i costi di fabbricazione diventano 
competitivi rispetto al silicio 


I nuovi transistor in GaN e SiC offrono molti vantaggi e, 
innanzi tutto, hanno il gap fra la banda di valenza e la 
banda di conduzione sensibilmente più alto (Wide Band 
Gap) rispetto agli 1,12 eV del silicio e rispettivamente pari 
a 3,4 e 2,86 eV. Grazie a ciò sono molto più robusti perché 
offrono un campo elettrico di rottura di ben 300 V/pm per 
il GaN e 220 V/pm per il SiC ossia almeno dieci volte mag¬ 
giore dei 20 V/pm del silicio. Diverso è il discorso sulla 
mobilità elettronica che vale 1500 cm 2 /Vsec per il silicio, 
1600 cm 2 /Vsec per il GaN e 800 cm 2 /Vsec per il SiC e ciò 
significa che in quest’ultimo i portatori di carica sono più 
lenti rispetto ai primi due. Da ciò se ne può dedurre che 
entrambi sono molto più robusti del silicio ma il GaN si 
comporta meglio del SiC nelle applicazioni ad alta velocità. 


In genere, comunque, la velocità di commutazione dei 
dispositivi non dipende solo dalla mobilità elettronica ma 
più precisamente dalla quantità di energia necessaria per 
far svuotare o riempire di portatori di carica il canale fra 
collettore ed emettitore. Quanto minore è la resistenza di 
conduzione in base e tanto minore è l’energia di comando 
e, di conseguenza, si può ottenere sul dispositivo un tempo 
di commutazione più breve e dunque una miglior risposta 
in frequenza. Invero, alla resistenza in base contribuisco¬ 
no due componenti funzionali che sono la resistenza fra lo 
strato superficiale metallico della base e il semiconduttore 
al suo interno e la resistenza intrinseca di questo stesso 
semiconduttore e, inoltre, due componenti strutturali che 
sono la resistenza fra i contatti dell’emettitore e del collet- 


IHS IMS Research Figure: Global Market Forccast far SiC & GaN Power Semiconductor 
Devices (Revenue in Millions of U.S. Dollars) 
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Fig. 1 - Gli analisti inglesi di IMS Research prevedono che il mercato dei transistor in SiC e in GaN crescerà di ben 18 volte entro il 2022 
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Fig. 2 -1 transistor in nitruro di gallio di GaN Systems hanno resistenza specifica di 3 mfi/ 
cm 2 e velocità di commutazione di 30 V/ns 


tore rispetto al canale di transito e la resistenza fra questo 
canale di conduzione e il substrato che lo avvolge. Per 
valori di tensione tipici a dominare sono le componenti 
funzionali che dipendono dalla mobilità elettronica del 
semiconduttore in base, ma all’aumentare della tensione 
crescono di importanza le componenti strutturali che 
misurano quanta energia può disperdersi fra i materiali 
del dispositivo senza partecipare alla commutazione del 
canale di conduzione e perciò dipendono dalla robustezza 
di tutti i materiali che si trovano attorno alla base. Questo 
significa che nel funzionamento ad alta potenza talvolta 
può essere saggio preferire i materiali più robusti piutto¬ 
sto di quelli più veloci. 

Oggi le tecnologie di fabbricazione dei transistor in GaN 
e in SiC sono giunte a processi produttivi relativamente 


maturi tanto da potersi considerare compe¬ 
titivi nei costi rispetto al silicio. Il nitruro di 
gallio ha il doppio vantaggio di poter cresce¬ 
re epitassialmente sui substrati di silicio e di 
essere già impiegato in grandi quantità nella 
produzione dei diodi laser con emissione nel 
blu. Per contro, il carburo di silicio è formato 
da un reticolo duro quasi come il diamante e 
perciò necessita di processi di deposizione 
chimica da vapore (CVD) ad alta tempera¬ 
tura sensibilmente più costosi in fabbrica, 
anche se poi la superiore robustezza ter¬ 
mica risultante ne fa il materiale ideale per 
le applicazioni estreme, insostituibile nello 
spazio. Un altro svantaggio dei primi mosfet 
GaN di potenza era l’alimentazione con vol¬ 
taggio negativo che ha portato allo sviluppo 
degli eGaN, o enhancement-mode GaN, composti da un 
mosfet e da un FET integrati in configurazione cascode 
in modo tale da poter cambiare il segno alla tensione di 
comando e applicare da +3 a +5 Volt per ottenere una 
forte erogazione di corrente pur continuando a utilizzare 
gli stessi processi di fabbricazione tipici dei dispositivi 
in silicio. Secondo molti analisti questo è stato un buon 
motivo a favore dei transistor in GaN e lo è certamente 
per le tensioni attorno a qualche centinaio di Volt, ma non 
lo è per gli inverter di grande potenza per la EPC, Efficient 
Power Conversion, tipica delle centrali per la produzione 
dell’energia dove si parla di kVolt e con questi voltaggi 
per ora può ancora essere competitivo il SiC nonostante i 
maggiori costi di fabbricazione. 
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Fig. 3 -1 nuovi transistor SiC Mosfet Z-FET di Cree da 1200 V e 50 A offro¬ 
no un rapporto prestazioni/costi molto competitivo 


Un mercato in evoluzione 

Il punto sul mercato è pubblicato da IMS Research sul 
report di aprile “The World Market for SiC & GaN Power 
Semiconductors - 2013 Edition” nel quale si pronostica 
una crescita sulle vendite dei transistor GaN e SiC di 
ben 18 volte nei prossimi nove anni ossia fino al 2022. 
Gli analisti inglesi pensano che attualmente il settore sia 
trainato dagli inverter per i pannelli fotovoltaici e per le 
centrali dell’energia alternativa dove comunque per ora 
si prediligono i transistor in GaN che hanno un rapporto 
prestazioni/costo sensibilmente migliore rispetto al SiC. 
Nel report si legge, tuttavia, che la crescita più consistente 
del settore comincerà dal 2015 in poi quando le tecnolo¬ 
gie di fabbricazione dei transistor in SiC tuttora in fase di 
perfezionamento in molti laboratori cominceranno a ren¬ 
dere disponibili processi ancor più competitivi e capaci 
di rendere decisamente vantaggioso l’utilizzo delle ottime 
proprietà del carburo di silicio. 

Fra le società più attive in questo settore si trova GaN 
Systems di Ottawa, in Canada, che sviluppa e produce 
transistor in nitruro di gallio come componenti discreti di 
potenza fabbricabili sulle stesse linee di produzione impie¬ 
gate per il silicio e li offre in svariati tagli con voltaggio 
attorno al migliaio di Volt, resistenza specifica inferiore a 
3 mOhm/cm 2 e velocità di commutazione tipica di 30 V/ns 
(nanosecondi). Oltre ai dispositivi discreti la società pro¬ 
duce anche circuiti integrati CMOS/GaN utilizzabili come 
sottosistemi per la conversione della potenza. Cree ha 
sede a Durham, nel Nord Carolina, ma ha anche una filiale 
europea in Italia e precisamente a Firenze, e con la sua 


Divisione Power si è focalizzata nella produ¬ 
zione e distribuzione dei componenti discreti 
in carburo di silicio fra cui un’ampia gamma di 
diodi Schottky con voltaggi da 600 fino a 1700 
V. Nuovi sono i transistor SiC Mosfet Z-FET da 
1200 V capaci di erogare 50 A con Rds(on) di 
25 mOhm e con un rapporto prestazioni/costi 
molto competitivo. Anche questi sono proposti 
integrati in chip completi per la conversione 
di potenza monofase o trifase. Macom lavora 
sulle microonde sin dal 1950 nella sua storica 
sede di Lowell, Massachusetts, e oggi con la 
sua divisione M/A-COM Technology Solutions 



Fig. 4 -1 nuovi transistor MACOM in tecnologia GaN-in-SiC garantiscono 
500 W di potenza e ben 5,3x106 ore di MTT 


progetta e fabbrica transistor che uniscono entrambe le 
tecnologie dato che il principio attivo in GaN è deposto 
sopra un substrato di SiC. I suoi nuovi transistor MAGX 
possono erogare 500 W nella forma di impulsi di durata 
pari a 300 ps con duty del 10% nel range di frequenza 
di commutazione da 1,2 a 1,4 GHz esprimendo un gua¬ 
dagno di 19,2 dB, un’efficienza del 55% e un’ecceziona¬ 
le robustezza con MTTF (Main Time To Failure) di ben 
5,3x106 ore. ■ 
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TECH-FOCUS mems 


MEMS, 
I PROTAGONISTI 
DEL FUTURO 

Lucio Peiiizzari Le prospettive dei MEMS si moltiplicano grazie 

ai recenti miglioramenti nell’interoperatività 
con molteplici tecnologie, che consente oggi di 
realizzare sistemi complessi autosufficienti e a 
basso costo, fortemente competitivi sul mercato 


I sistemi elettronici sono la linfa vitale di quasi tut¬ 
to ciò che c’è sul mercato e si possono definire i 
microprocessori e i microcontrollori come il cer¬ 
vello della moderna microelettronica, mentre i sen¬ 
sori e i dispositivi MEMS ne costituiscono i cinque 
sensi. Da quando sono apparsi sul proscenio i MEMS 
(sensori micro elettro meccanici) hanno conosciu¬ 
to una crescita inarrestabile che ne fa ora uno dei 
settori più in salute nell’intero comparto dell’elettro¬ 


nica. Negli ultimi anni sono stati continuamente per¬ 
fezionati e oggi sono diventati protagonisti davvero 
sofisticati, con funzionalità che coinvolgono svariati 
ambiti scientifici e ingegneristici come la micro flui¬ 
dodinamica, l’ottica, la termodinamica, la cinematica, 
l’acustica, le comunicazioni a radiofrequenza, la bio¬ 
logia e la medicina. 

La diversificazione funzionale è il vero valore aggiun¬ 
to dei MEMS perché consente ai chip di silicio di tra- 


2012-2018 I^IEMS market forecast by devices 

(Source: Status ofthe MEMS Industry 2013 report, July 2013, Yole Développement) 
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Fig. 1 - Secondo Yole Développement il mercato dei MEMS registra una crescita continua che proseguirà almeno fino al 2018 
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Fig. 2 - Presto nei tablet e negli 
smartphone ci saranno decine 
di MEMS fra cui anche i disposi¬ 
tivi per il recupero e il riutilizzo 
dell'energia ambientale 


J» 

Joystick? 


Energy harvestlng? 


sformarsi in elementi sensoriali e/o attuatori al co¬ 
mando di MPU e MCU quasi come fossero i sensi e i 
muscoli al servizio dei nostri pensieri. Le tecnologie 
con cui vengono fabbricati i MEMS sono ormai deli¬ 
neate in alcune considerate fondamentali che però 
sono solo un ristretto insieme di quanto attualmente 
disponibile nei laboratori e negli impianti produttivi: 
strutture piezoelettriche inerziali per i sensori mec¬ 
canici, chimici e biologici, membrane capacitive per 
i sensori acustici e di pressione, film magnetici sottili 
per i sensori di corrente, membrane con effetto foto- 
elettrico o risonanza elettromagnetica per i senso¬ 
ri ottici ed elettro-ottici. Oggi però buona parte del 
recente rinvigorirsi del successo dei MEMS si deve 
al miglioramento delle tecnologie di connessione in 
rame fra gli elementi circuitali e meccanici di silicio 
e i contatti esterni che ora avviene con fili sottilis¬ 
simi dalle ottime prestazioni soprattutto in velocità 
e frequenza accompagnate da un’eccezionale robu¬ 
stezza e dal costo molto competitivo del rame. Que¬ 
sta possibilità ha aperto la strada per lo sviluppo di 
svariate nuove possibilità applicative finora frenate 
proprio dai limiti nell’affidabilità delle prestazioni o 
dall’elevato costo. Il segmento di mercato che mag¬ 
giormente potrà trarne vantaggio è senza dubbio 
quello dei sensori MEMS per applicazioni medicali. 

Le vie del successo 

La società di ricerche di mercato francese Yole 
Développement registra nel difficile 2012 una cre¬ 
scita del 10% per il settore dei dispositivi MEMS e 
ne prevede un’ulteriore solida crescita fino al 2018 
con CAGR (Compound Annual Growth Rate, tasso di 
crescita annuale medio) compreso fra il 12 e il 13%. 


Nel report “Status of thè Mems Industry 2013” c’è 
anche una dettagliata classifica dei protagonisti del 
settore ed è certamente da sottolineare che i primi 
due siano entrambi europei con STMicroelectronics 
leader seguita da Robert Bosch e al terzo posto da 
Texas Instruments. Oltre che nel settore già conso¬ 
lidato delle applicazioni automotive, il report indica 
nelle applicazioni consumer la vera risorsa per un 
impiego ancor più massiccio dei MEMS, giacché è 
nei prodotti elettronici di consumo che vanno oggi 
considerati gli smartphone e i tablet, dentro ai quali 
adesso si trovano già come minimo una decina di 
MEMS destinati a triplicare o a quintuplicare non 
appena si cominceranno a implementare le nuove 
tecnologie come, ad esempio, i MEMS, per il recupe¬ 
ro e il riutilizzo dell’energia ambientale (energy har- 
vesting) di cui tanto si parla. 

Oggi si stanno affermando sul mercato i sintonizza¬ 
tori RF in forma MEMS e crescono le vendite per i 
sensori combinati, capaci di rilevare più grandezze 
e per i micro attuatori multi funzione realizzati con 
caratteristiche che promettono bene soprattutto in 
medicina. Il report, tuttavia, prevede ancora anni di 
successo per gli accelerometri, i giroscopi e i sen¬ 
sori inerziali sempre più fondamentali in tutti i pro¬ 
dotti elettronici portatili e palmari. Fra le applicazioni 
emergenti dei MEMS non va dimenticata la domoti- 
ca ossia la gestione intelligente degli edifici inelutta¬ 
bile nelle nuove costruzioni e cresce l’uso dei MEMS 
nell’illuminazione, nonché nel mondo dello sport e 
del fitness. 

Particolarmente nei riguardi dell’impiego dei MEMS 
per la salute e nelle applicazioni medicali in generale 
i vantaggi sono notevoli proprio per la possibilità di 
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Fig. 3 - La fonderia svedese Silex Microsystems realizzerà 
sul silicio i progetti delle imprese e delle università affiliate 
alla Russian MEMS Association 


realizzare sistemi complessi e autonomi con dimen¬ 
sioni di qualche decimo di millim etro ai quali affidare 
compiti di monitoraggio biologico anche intracuta- 
neo senza alcun pericolo per l’organismo. Oltre che 
come sensori i bioMEMS possono essere usati come 
dosatori di medicinali e gestire con semplicità e affi¬ 
dabilità il corso di terapie che prevedono delle som¬ 
ministrazioni periodiche, monitorando nel contem¬ 
po eventuali effetti collaterali. Questi piccoli sistemi 
esperti MEMS potranno evitare ai pazienti i numerosi 
continui ricoveri che le terapie spesso impongono. 
Inoltre, lo sviluppo dei bioMEMS va di pari passo con 
l’evoluzione delle tecnologie MEMS per la cattura 
dell’energia dispersa con i movimenti o 
con il calore del nostro corpo perché ciò 
renderà possibile la realizzazione di mini 
sistemi medicali completi e autosufficienti 
in grado di accompagnare il paziente nella 
sua vita quotidiana senza alcun fastidio e 
nel contempo capaci di trasmettere all’e¬ 
sterno i dati richiesti per renderli disponi¬ 
bili al medico curante. 

Il report “MEMS in Medicai Applications 
Market” pubblicato a fine estate da Tran- 
sparency Market Research di New York 
stima una crescita con CAGR del 20,2% 
fino al 2019 per i MEMS dedicati alle ap¬ 
plicazioni medicali, addirittura maggiore 
del CAGR del 18,7% che otterranno nello 
stesso periodo i sensori MEMS di pressio¬ 
ne, attualmente i più venduti. 


Alcune star del settore 

Fra i nuovi protagonisti nel settore cresce 
l’importanza delle imprese russe riunite nel¬ 
la Russian Association (RAMEMS) of Micro- 
Electromechanical Systems Developers, 
Manufacturers and Consumers che ha cele¬ 
brato a luglio il suo terzo anno di attività di 
promozione e sviluppo di queste tecnologie 
nel territorio oltre cortina dove le possibilità 
applicative dei MEMS sono notevoli soprat¬ 
tutto come sensori sugli impianti di ogni tipo 
(torri petrolifere, stabilimenti industriali, reti 
ferroviarie, ospedali e così via) che si trova¬ 
no in condizioni climatiche particolarmente 
difficili dove le caratteristiche di robustezza, 
affidabilità e intelligenza dei MEMS sono ancor più 
preziose. A fine luglio a San Pietroburgo si è svolto 
il terzo MEMS Forum di RAMEMS alla presenza di 
170 esperti del settore provenienti da tutto il mon¬ 
do i quali hanno discusso proprio sulle importanti 
aspettative di mercato che i dispositivi MEMS hanno 
in Russia. All’inizio di settembre i fondatori dell’asso¬ 
ciazione hanno stretto un accordo di collaborazione 
con la fonderia svedese Silex Microsystems AB, spe¬ 
cializzata nella fabbricazione di sensori e attuatori 
MEMS con l’obiettivo di offrire alle imprese e alle uni¬ 
versità russe un canale diretto per poter sviluppare 
e realizzare sul silicio i loro progetti, u tili zzando gli 
impianti di Jarfalla con linee produttive per wafer di 
silicio da 6” e da 8". 

Ha appena compiuto dieci anni a San Jose in Cali¬ 
fornia ma è già un punto di riferimento del settore 
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Fig. 4 - La tecnologia InvenSense MotionTracking consente di rilevare in 
tempo reale i movimenti su 9 assi 
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InvenSense soprattutto per aver sviluppato la tecnologia pro¬ 
prietaria MotionTracking che consente di rilevare i movimenti 
su nove assi grazie all’integrazione su single-chip di un accele¬ 
rometro a tre assi, un giroscopio a tre assi e un magnetometro a 
tre assi. Già solido è il successo del primo dispositivo prodotto 
con questa tecnologia, l’MPU-9150 che integra in 4x4x1 mm 
anche l’acceleratore hardware Digital Motion Processor e il 



Fig. 5-11 nuovo MPU-9250 da 3x3 mm può essere trasformato in un 
sistema indossabile usando il kit InvenSense CA-SDKW 
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firmware di calibrazione MotionFusion. Oltre all’impiego a bor¬ 
do delle consolle per videogiochi il MotionTracking è utile per 
correggere le prestazioni di tutti i prodotti elettronici palmari 
e portatili rispetto all’orientamento spaziale, ai movimenti, agli 
urti, agli sbalzi di temperatura o umidità e ad altre brusche va¬ 
riazioni ambientali. 

Oggi la società ha rilasciato il nuovo MotionTracking MPU-9250 
di soli 3x3x1 mm con a bordo un giroscopio a tre assi, un acce¬ 
lerometro a tre assi, un magnetometro a tre assi e un compasso 
elettronico con risoluzione di 16 bit su un’escursione di ±4800 
(jT, per un’analisi in tempo reale dei movimenti su nove assi 
con un consumo ancor più ridotto. Inoltre, in questo nuovo chip 
è stata aggiunta la compatibilità dei driver con Android, Win¬ 
dows 8 e Windows RT. 

Dopo un lungo e impegnativo ciclo di sviluppo condotto anche 
sul campo per verificare direttamente l’opinione dei progettisti 
del settore, quest’anno InvenSense ha rilasciato il Contextual 
Awareness System Development Kit, CA-SDK, che consente di 
sviluppare e realizzare sistemi miniaturizzati composti da sen¬ 
sori MEMS multipli ideali per le applicazioni indossabili di ogni 
tipologia dai giochi agli smartphone, dal fitness al medicale. 
Nel Kit sono presenti nove sensori, una memoria Flash, le 
porte USB e Bluetooth e il software necessario per confi¬ 
gurare i sensori con il riconoscimento in tempo reale delle 
variazioni di orientamento, temperatura, umidità, luce ultra- 
violetta e pressione. ■ 
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Alimentatori DIN Rail 
come non ne avete 
mai visti prima 



I più compatti che abbiate mai visto. 
TDK-Lambda presenta la nuova 
serie di alimentatori DRF, con 
efficienza fino al 94% e larghezza 
estremamente ridotta, a partire da 
36,5 mm per la versione 120W 

• Massima efficienza - ErP compliant 

• Consumo a vuoto più basso 
del mercato 

• Comando di On/Off a distanza 

• Uscita 24VDC 

• Alimentazione monofase 

• Modelli da 120W, 240W, 480W 

• 5 anni di garanzia 


Visualizza la gamma completa: 

www.it.tdk-lambda.com/din 

+39 02 61293863 
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TEST SINTETICI PER 
LA RADIOFREQUENZA 
E LE MICROONDE 

Lucio Pellizzari Gli strumenti sintetici permettono di eseguire 

test sui moderni sistemi elettronici composti da 
numerosi e complessi sottosistemi con maggior 
efficacia e a un costo nettamente inferiore 
rispetto a tutte le soluzioni di test tradizionali 


L $ elettronica moderna vive di CPU multico- 
re, sistemi multifunzione, comunicazioni 
su portanti multiple, sensori a segnali mi¬ 
sti e una varietà di dispositivi composti con sot¬ 
tosistemi spesso molto diversi fra loro anche dal 
punto di vista della gestione software. Per i test 
su questo tipo di apparecchi elettronici occorro¬ 
no strumenti versatili e capaci di riconoscere e 
verificare differenti tipi di segnali. Gli strumenti 
sintetici sono una moderna soluzione alle esigen¬ 
ze di collaudo dei sistemi complessi e sono par¬ 
ticolarmente efficaci proprio su quei sistemi che 
necessitano di cicli di sviluppo che vanno dai sei 
mesi fino a oltre l’anno. 

In pratica, si tratta di creare e implementare un 
insieme composto da API (Application Program- 
ming Interface) software, moduli hardware e algo¬ 
ritmi di calibrazione a livel¬ 
lo di sistema strettamente 
legati ai blocchi funzionali 
della strumentazione. Que¬ 
sto kit misto e modulare 
consente di effettuare i test 
sui sistemi in sintonia con 
la loro complessità tenen¬ 
do conto di tutte le variabili 
in gioco e, inoltre, permette 
di modificare i singoli tool 
hardware e/o software per 
aggiornarli alle novità tec¬ 
nologiche che di volta in 
volta si rendono disponibili, 


senza bisogno di riprogettare un nuovo kit di stru¬ 
menti dato che basta intervenire sui singoli mo¬ 
duli. Ciò è particolarmente conveniente quando i 
sistemi hanno funzionalità di natura alquanto di¬ 
versa e contengono, per esempio, moduli digitali, 
filtri analogici, alimentatori di potenza, front-end 
a radiofrequenza, generatori e rilevatori di micro¬ 
onde, sensori e attuatori MEMS, motori elettrici e 
così via. 

La modularità semplifica i problemi di calibrazio¬ 
ne che tipicamente implicano giorni e giorni di 
lavoro soprattutto quando coinvolgono numero¬ 
si strumenti (oscilloscopi, analizzatori di spettro, 
multimetri, eccetera) giacché la gestione ad alto 
livello dei moduli consente di regolare i parame¬ 
tri degli strumenti sintetici in modo automatico. 
Questa impostazione, inoltre, è agnostica rispetto 



Fig. 1 - Negli strumenti sintetici il controllo dei test consente di modificare rapidamente 
qualsiasi modulo, sia hardware che software 
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alla piattaforma utilizzata per le 
connessioni hardware e pertan¬ 
to può essere utilizzata per i test 
su tutte le interfacce embedded 
oggi diffuse come PXI, PCI, VXI, 
GPIB, USB, Ethernet o altre simi¬ 
li. In effetti, gli strumenti sinteti¬ 
ci consentono di instaurare la 
condizione ideale di Design For 
Test And Manufacturing, DFT&M, 
senza bisogno di costringere 
i costruttori a fabbricare i loro 
prodotti in modo che siano adatti 
alle fasi di test dato che ora è il 
set di strumenti che si adatta ai 



sistemi da testare, i DUT. 


Fig. 2 - Schema di implementazione dell'architettura sintetica in una soluzione 
di test configurabile 


Pioniere sui test sintetici 

Aeroflex progetta e produce strumenti di test dal 
1937 nella sede principale di Plainview, al centro 
della Long Island che affianca New York, e nelle 
sue molte altre sedi in tutto il mondo ed è certa¬ 
mente un pioniere nella realizzazione di soluzioni 
capaci di effettuare test sintetici. Lo schema fon¬ 
damentale di uno strumento sintetico è illustrato 
nelle prime due figure dove risalta la struttura 
modulare nella quale ciascun blocco funzionale, 
digitale o analogico, può essere modificato o ag¬ 
giornato indipendentemente dagli altri e a costi 
nettamente inferiori a quelli necessari per fare lo 
stesso sugli strumenti stand-alone tradizionali. 
Con quest’impostazione Aeroflex ha progettato 
e rilasciato in commercio numerosi strumenti di 
test che hanno la caratteristica comune di con¬ 
sentire l’analisi e il collaudo su più tipologie di 
sistemi sia digitali che analogici e particolarmen¬ 
te nelle categorie della radiofrequenza e delle mi¬ 
croonde. Le soluzioni sintetiche di test Aeroflex 
sono già state apprezzate soprattutto nei settori 
militare e aerospaziale, ma oggi che le comuni¬ 
cazioni ad alta frequenza si diffondono a mac¬ 
chia d’olio in tutti i prodotti elettronici ecco che 
si aprono nuovi scenari di mercato in molti altri 
settori del panorama elettronico. 

La caratteristica che più convince delle archi¬ 
tetture sintetiche è quella di essere soluzioni di 
test “ibride” perché un po’ a metà fra gli strumen¬ 
ti stand-alone desktop dalle prestazioni estre¬ 
mamente sofisticate ma rigidamente legate a un 
ristretto insieme di funzionalità di indagine e gli 
strumenti virtuali basati sul software forse un po’ 
meno performanti rispetto ai primi ma comunque 


efficaci e dotati di un’ineguagliabile versatilità 
applicativa. Gli strumenti sintetici offrono le mi¬ 
gliori prestazioni disponibili sul mercato ma con¬ 
sentono di configurarle, modificarle, aggiornarle 
secondo le esigenze di test e permettono di farlo 
indefinitamente facendo così sparire per sempre 
il rischio di diventare obsoleti. 

Nuova soluzione sintetica 
per RF e microonde 

Il nuovo sistema di test sintetico Aeroflex Integra- 
ted Microwave Test Solution 7700 è caratterizza¬ 
to da un’architettura che comprende di base le 
frequenze tipiche della radiofrequenza da 1 MHz 
a 6 GHz e contemporaneamente quelle più tipi¬ 
che delle microonde con l’estensione fino a 32 



Fig. 3 - La soluzione integrata Aeroflex 7700 per i test sulle 
radiofrequenze fra 1 MHz e 6 GHz e sulle microonde fino a 
32 GHz 
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Fig. 4 - L'architettura sintetica consente di disporre di strumenti multipli in un unico contenitore con costi inferiori sia 
nell'investimento iniziale sia nella manutenzione successiva 


GHz. Il controllo principale Aeroflex Measurement 
Console Test Executive gestisce tutti gli aspetti 
dei test di processo compreso il DUT e i parametri 
ambientali e permette di svolgere le funzionalità 
di test tipicamente ottenibili solo disponendo di 
un generatore vettoriale di segnali, un analizzato- 
re di spettro, un analizzatore di rete vettoriale, un 
oscilloscopio, un multimetro, un frequenzimetro e 
un analizzatore specifico per il rumore di fase. 
L’architettura sintetica di questa soluzione è il ri¬ 
sultato di molti anni di ricerca e sperimentazione 
sul campo da parte degli esperti Aeroflex e per¬ 
mette all’utente di lavorare rapidamente evitando 
di dover scrivere algoritmi specifici come succe¬ 
de con gli strumenti tradizionali e, per esempio, 
consente di fare un test sulle componenti di un 
segnale di telecomunicazioni nella banda L alla 
mattina e poi subito al pomeriggio rifare lo stesso 
test nella banda S. 

Ciò permette di ridurre i costi di investimento ini¬ 
ziali dato che per tutti i test basta un’unica piatta¬ 
forma invece di molti strumenti e anche di abbas¬ 
sare i costi futuri di manutenzione perché il 7700 


può essere modificato e aggiornato in ogni parte 
per sempre, senza bisogno di comprare nuovi 
strumenti. 

Lo stadio di modulazione a radiofrequenza ha una 
banda di 90 MHz con un tempo di commutazione 
in frequenza inferiore a 1 ms mentre la gamma 
dinamica è superiore a 100 dB con un rumore di 
fase tipico (a 2 GHz con 20 kHz di offset) di -115 
dBm. A bordo c’è anche una memoria standard 
capace di immagazzinare 128 milioni di campioni 
di forma d’onda, ma ci sono le opzioni per espan¬ 
derla a 256 M o a 512 M campioni ed è, inoltre, 
possibile interfacciare lo strumento con un PC 
per realizzare report completi sulle attività di test 
svolte. La nuova piattaforma Integrated Microwa- 
ve Test Solution 7700 è definita nella presenta¬ 
zione Aeroflex una vera e propria “ATE in a box’’ 
(Automatic Test Equipment, attrezzatura per test 
automatici in un unico contenitore) perché con¬ 
tiene tutto ciò che può servire a chi lavora nelle 
bande della radiofrequenza e delle microonde in 
un’unica soluzione, con un costo nettamente infe¬ 
riore rispetto agli strumenti tradizionali. ■ 
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PIC32MZ 32-bit: 
le prestazioni prima di tutto 

Filippo Fossati La nuova linea di MCU a 32 bit di Microchip 

garantisce il triplo delle prestazioni e il quadruplo 
delle risorse di memoria alla precedente 
generazione delle famiglie PIC32MX 


M icrochip annuncia una nuova famiglia di 24 compo¬ 
nenti di MCU 32-bit. Essa offre prestazioni leader 
di categoria di Con 330 DMIPS e 3.28 CoreMarks/MHz, 
la nuova famiglia di MCU a 32 bit PIC32MZ Embedded 
Connectivity (EC) di recente annunciate da Microchip 
rappresenta sicuramente un nuovo punto di riferimento 
del settore. Oltre alle performance, questa nuova serie 
si distingue per altre caratteristiche di spicco quali dual- 
panel, live-update Flash fino a 2 MB, 512K di RAM e nume¬ 
rose periferiche - tra cui un MAC 10/100 Ethernet, MAC/ 
PHY USB Hi-Speed (una novità per le MCU PIC) e porte dual 


MIPS32 microAptiv™ Core 


• 200 MHz, 5 Stage Pipeline 
» 32-bit CPU + DSP 
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Fig. 1 - Schema a blocchi delle nuove MCU PICS2MZ di Microchip 



PIC32MZ Embedded 
Connectivity MCU Family 

2 MB Flash, 512 KB RAM, 330 DMIPS 


CAN - per garantire il supporto in termini di connettività 
richiesto dalle odierne applicazioni. In termini di densità 
di codice, PIC32MZ garantisce un miglioramento del 30% 
rispetto alla concorrenza. Il profilo di questo nuove CPU è 
completato da un engine di cifratura hardware completo 
di ogni funzionalità con generatore di numeri casuali per 
garantire un elevato throughput nelle operazioni di cifratu¬ 
ra/decifratura dati e autenticazione - AES, 3DES, SHA, MD5 
e HMAC - e dalla presenza della prima interfaccia SQI su 
un MCU Microchip. 


Una risposta alle esigenze 
dei progettisti embedded 

La famiglia PIC32MZ offre il triplo delle prestazioni e il qua¬ 
druplo di memoria rispetto alla precedente generazione 
delle famiglie PIC32MX, oltre a un elevato livello di integra¬ 
zione per periferiche avanzate. Per applicazioni che richie¬ 
dano connettività embedded, questa famiglia include USB 
Hi-Speed, Ethernet e CAN, cosi come un ampio set di stack 
di protocolli wireless e wired. PIC32MZ può supportare 
fino ai display WQVGA senza alcun chip grafico esterno, 
mentre applicazioni di audio digitale/streaming possono 
trarre vantaggio dalle 159 istruzioni DSP di questa fami¬ 
glia, dall'ampia memoria, da periferiche come I 2 S e dal 
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Framework completo per lo sviluppo firmware 


Complice la crescente complessità dei sistemi embedded, re¬ 
centi studi hanno evidenziato che lo sviluppo del software 
conta per il 60% del ciclo medio di progettazione. Allo stesso 
tempo, i progettisti stanno utilizzando un gran numero di sof¬ 
tware la cui compatibilità non è testata, appoggiandosi a più 
fornitori e centri assistenza. Questo causa un aumento dei 
tempi di verifica e debug una volta completato il progetto, il 
cui costo può essere superiore di un fattore compreso tra 10 e 
30 rispetto a quello che si sosterrebbe nel caso i difetti fossero 
scoperti durante la fase di progettazione. 

Il nuovo framework MPLAB Harmony di Microchip riduce i 
tempi di sviluppo e i costi, fornendo una singola fonte di co¬ 
dice, integrata, gestita e flessibile, interoperabile, debuggato 
e testato da Microchip. Inoltre, Harmony mette a disposizione 
un'architettura modulare che consente una efficiente integra¬ 
zione di diversi driver, middleware e librerie, offrendo anche un 
ambiente RTOS-independent. 

Questa pre-verifica e integrazione non solo accelera lo sviluppo, 
ma favorisce il riutilizzo. Per quanto concerne l'hardware, il fra¬ 
mework Harmony semplifica ulteriormente la portabilità del 
codice e la migrazione attraverso i microcontroller PIC32 32-bit 
di Microchip. Inoltre, utilizzando questa unica fonte sia per il co¬ 
dice in-house sia third-party (sia gratuiti che premium) suppor¬ 
tata da Microchip, i progettisti possono ridurre drasticamente 
i loro tempi di risposta alle richieste in continua variazione del 
end-market. 
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MPLAB Harmony è il più completo framework di sviluppo firmware per 
MCU a 32 bit 


MPLAB Harmony è disponibile da subito, e il frameworkdi base 
è gratuito. La prima uscita fornisce il supporto per le nuove fa¬ 
miglie PIC32MZ, oltre che delle famiglie PIC32MX. Il completo 
supporto di tutte le famiglie PIC32 è stato pianificato per l'u¬ 
scita della prossima release di versione, entro marzo del pros¬ 
simo anno. L'offerta iniziale include tra gli altri FreeRTOS di Reai 
Time Engineers Ltd. e OPENRTOS di Wittenstein High Integrity 
Systems; uno stack TCP/IP di InterNiche Technologies; e una 
CyaSSL Embedded SSL Library di wolfSSL. Per ulteriori infor¬ 
mazioni: http://www.microchip.com/qetA/2PJ. 


software disponibile. Gli aggiornamenti sul campo sono un 
problema che sta assumendo un’importanza crescente per 
progettisti e responsabili di progetto. I 2 Mb di Flash inter¬ 
na dei PIC32MZ consentono di effettuare live update attra¬ 
verso dual panel indipendenti. PIC32MZ è la prima famiglia 
di MCU di Microchip a impiegare core MIPS microAptiv 
di Imagination, che aggiungono 159 nuove istruzioni DSP 
che consentono l’esecuzione di algoritmi DSP con una 
riduzione fino al 75% dei cicli rispetto a quelli richiesti per 
le famiglie PIC32MX. Questo core fornisce anche la micro- 
MIPS instruction-set architecture che migliora la densità di 
codice mentre funziona in prossimità del full rate, cache 
dati e istruzioni, e il suo 200 MHz/330 DMIPS offre il triplo 
delle prestazioni dei PIC32MX. 

Tool di sviluppo 

Microchip rende disponibili tre nuovi tool di sviluppo 
PIC32MZ. PIC32MZ EC Starter Kit viene offerto in due 


versioni per supportare componenti della famiglia con il 
motore di cifratura integrato (DM320006-2) e quelli senza 
(DM320006), mentre la Multimedia Expansion Board II 
(DM320005-2) può essere usata anche con lo Starter Kit 
per sviluppare applicazioni di grafica HMI, connettività e 
audio. 

Lo Starter Kit Adapter AC320006 (da 168 pin a 132 pin) 
è adatto per lo sviluppo con l’ampia gamma di daughter 
board per specifiche applicazioni di Microchip. Il modulo 
plug-in PIC32MZ2048EC (MA320012) è infine disponibile 
per utilizzatori della precedente scheda di sviluppo modu¬ 
lare Explorer 16. 

A partire da dicembre 2013, i primi 12 componenti della 
famiglia PIC32MZ è previsto che siano disponibili in 
campionature e in volumi di produzione, mentre i rima¬ 
nenti 12 componenti, come anche le opzioni di package 
aggiuntive, è previsto che diventino tutti disponibili 
entro maggio 2014. ■ 
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DIGITAL nvSRAM 


Una memoria con somma 
di controllo incorporata 
migliora la sicurezza funzionale 
dei trasferimenti di bit 


waiter Battisteiia Anvo-Systems ha perfezionato le sue memorie 

Anvo-Systems _ . , .ni, , 

nvSram incorporando un controllo hardware che 
verifica in tempo reale la somma dei bit al fine di 
garantire l’integrità dei dati ed evitare gli errori a 
livello di sistema 







Fig. 1 - Le nuove memorie Anvo-Systems Dresden migliorano l'affidabi¬ 
lità dei trasferimenti nelle applicazioni a rischio d'errore o in condizioni 
ambientali difficili 


integrare nelle memorie un controllo diretto in scrittura 
sulla correttezza della somma dei bit trasferiti (checksum) 
che serve per rilevare gli errori sui trasferimenti a livello 
dei singoli bit sia nei dati sia negli indirizzi prima che pos¬ 
sano fare danni. In altri termini, a bordo della memoria è 
integrato un motore hardware ad alta velocità che serve 
a generare e confrontare instantaneamente la somma di 
controllo sui bit impedendone l’accesso alla memoria in 


L e nuove memorie Sram non volatili (nvSram) a elevate 
prestazioni fabbricate da Anvo-Systems di Dresda 
possono contribuire a migliorare l’integrità dei dati nelle 
applicazioni con rischio di contaminazione e nelle applica¬ 
zioni esposte a condizioni operative difficili. 

Le memorie seriali che sono compatibili con le interfacce 
SPI (Serial Peripheral Interface) hanno una progettazione 
intrinsecamente diversa per le celle di memoria e per i 
bus interni e questo approccio permette di massimizzare 
sia la velocità sia l’affidabilità delle funzioni operative. Le 
memorie nvSram sono non volatili e perciò conservano i 
dati anche nel caso di perdite di potenza improvvise, ma 
l’integrità dei dati dev’essere preservata con opportune 
istruzioni di controllo sui trasferimenti di bit. 

La tecnologia SecureWrite di Anvo-Systems consente di 



Fig. 2 - Schema funzionale delle memorie nvSram che calcolano e verifica¬ 
no la somma di controllo sui bit di ogni stringa evitando che il sistema possa 
usare contenuti errati 
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nvSRAM DIGITAL 


caso di errore e segnalando di conseguenza l’immediata 
ripetizione del trasferimento affinché i contenuti siano 
corretti prima di poter essere utilizzati dal sistema che li 
ospita. 

Di conseguenza, grazie al monitoraggio continuo 
SecureWrite nessuna istruzione con dati sbagliati e/o 
indirizzi inesistenti può essere eseguita. Inoltre, si può 
perfezionare il monitoraggio SecureWrite aggiungendo 
un’ulteriore tecnica di controllo software che può occu¬ 
parsi di raccogliere tutti gli errori sui dati e sugli indirizzi 
per un’ulteriore analisi finalizzata a migliorare l’affidabilità 
dei trasferimenti di bit. 

Il motore hardware SecureRead serve a verificare le istru- 


Fig. 3-11 motore hardware Secure Write è integrato direttamente a bordo 
della memoria e controlla in tempo reale l'integrità dei dati per autoriz- 



Fig. 4 - La tecnologia Anvo-Systems è fornita anche nella forma di moduli 
di proprietà intellettuale 


zioni al momento della lettura. In pratica, calcola la somma 
dei bit di ogni stringa e scrive il risultato nella sua intesta¬ 
zione in modo tale che all’arrivo in memoria il motore in 
scrittura possa calcolarla di nuovo e confrontarla con la 
somma presente nell’intestazione per decidere se accet¬ 
tare la stringa oppure segnalare un errore. 

Maggiori dettagli sulle tecnologie Anvo-Systems per l’ac¬ 
cesso sicuro dei dati in memoria e per il confronto della 
somma di controllo delle stringhe dei bit sono reperibili 
sul sito Web www.anvo-svstems-dresden.com/products/ 
support. Anvo-Systems Dresden è una società fabless che 
fornisce semiconduttori e moduli di proprietà intellettuale 
per la memorizzazione sicura e non volatile dei dati nelle 
applicazioni prevalentemente industriali e telecom. ■ 
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Moduli SAW: 

uno sguardo in profondità 


Jurgen Tischhauser 
Business development manager 
Induttanze e dispositivi 
di temporizzazione 
Rutronik 


Alcune delle più recenti novità nel settori 
dei moduli SAW (Surface Acoustic Wave), 
ampiamente utilizzati nei più diversi settori 
dell’elettronica 


I componenti basati su tecnologia Surface Acoustic 
Wave (SAW) sono utilizzati in molti settori dell’elet¬ 
tronica: 

1. risonatori per oscillatori; 

2.filtri e trasformatori; 

3.linee di ritardo; 

4.convertitori e analizzatori di spettro in tempo reale per 
radar, apparecchiature di sorveglianza e sistemi di 
identificazione amico-nemico (IFF); 

5.piccole etichette RFID passive e per la tracciabilità 
della posizione e per applicazioni di sicurezza. 

I filtri SAW sono ampiamente diffusi nei telefoni mobili 
e nelle applicazioni wireless per il filtraggio, in cui pre¬ 
sentano numerosi vantaggi in termini di costi e occupa¬ 
zione di spazio. Nelle applicazioni wireless questi sono 
entrambi aspetti di grande rilevanza, ragion per cui i 
componenti SAW sono particolarmente diffusi in questo 
ambito. L’importanza della loro presenza nell'industria 
della telefonia mobile ha fatto sì che negli ultimi 20 anni 
sia stato compiuto un notevole sforzo di sviluppo nella 
tecnologia SAW per ottimizzare su base continua le loro 
caratteristiche. 

I più importanti produttori di componenti SAW vengono 
dal Giappone, dagli Stati Uniti, dalla Cina e da Taiwan e le 
cifre di produzione annuali di componenti SAW raggiun¬ 
gono diverse centinaia di milioni. Offrono risonatori SAW 
Epson e A VX e Murata e AVX mettono a disposizione filtri 
SAW. I componenti SAW sono basati su diversi materiali 
di base e mostrano di solito una risposta parabolica con 
la temperatura. 

I componenti SAW si suddividono in due tipologie prin¬ 
cipali: 

1. risonatori SAW, in cui viene utilizzato il componente 
SAW come elemento oscillatore. Questi componenti sono 
normalmente definiti nel dominio della frequenza; 



2. componenti SAW trasversali, i quali sono comunemen¬ 
te definiti nel dominio del tempo. 


Tutti i componenti SAW sono costituiti da convertitori 
(trasduttori), che sono progettati in modo da generare e 
da ricevere le onde superficiali di un substrato piezoelet¬ 
trico. Questi ultimi differiscono dai convenzionali cristalli 
al quarzo a onde elastiche, in cui il volume del substrato 
viene deformato da un campo elettrico. Nei componenti 
SAW tutte le attività e le deformazioni avvengono solo in 
stretta prossimità della superficie. Queste deformazioni 
possono essere immaginate come una serie di onde nei 
liquidi. Il tipo più semplice di componente SAW è costi¬ 
tuito da una coppia di trasduttori interallacciati (IDT, 
Interdigital Transducer). Uno di essi rappresenta il tra¬ 
smettitore e il secondo costituisce il ricevitore. I compo¬ 
nenti SAW di questo tipo presentano perdite elevate, dal 
momento che arriva solo l’energia inviata in una direzio¬ 
ne verso il ricevitore e il resto va perso. I componenti più 
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SAW 



Fig. 1 - La tipologia più semplice di un componente SAW è costituita da 
una coppia di trasduttori interallacciati (IDT, interdigital Transducer) 


complessi una parte più consistente dell’energia inviata 
attraverso l’utilizzo di disposizioni di IDT più complesse 
per produrre perdite significativamente più contenute. 
Gli IDT sono strutturati come le dita di una mano, che 
sono intrecciate le une con le altre. In disposizioni sem¬ 
plici si trovano solo due paia di dita, una dal lato tra¬ 
smettitore e una dal lato ricevitore, che possono essere 
contattate da lati opposti (Fig. 1). Allo scopo di realizzare 
configurazioni più complesse con 3 paia indipendenti 
di dita, è necessario che il terzo paio abbia i contatti 
sopra gli altri due. Per realizzare questa configurazione 
“a 3 fasi” con 3 paia indipendenti di IDT di trasmettitori 
e di ricevitori è anche necessaria una configurazione 
tridimensionale chiaramente più complessa. Attraverso 
una scrupolosa progettazione è possibile generare delle 
interferenze distruttive dalle onde riflesse e con questo 
raggiungere un’efficienza molto elevata e 
perdite contenute. 

Risonatori SA W 

I risonatori SAW sono disponibili come com¬ 
ponenti a 2 pin o a 4 pin. I componenti a 2 
pin sono simili ai quarzi con onde elastiche. 

Essi sono utilizzati tipicamente in configura¬ 
zioni di oscillatori Colpitts modificate, in cui 
il risonatore è collegato fra la base del tran¬ 
sistor e la massa. Grazie alla loro struttura a 
basso costo e robusta, essi sono applicazio¬ 
ni comuni per i sistemi di bloccaggio senza 
chiave per autoveicoli, i sistemi di monito- 
raggio della pressione dei pneumatici, gli 
apriporte e gli apricancelli, i sistemi di sicu¬ 
rezza personale e per la casa, i sistemi per 
la lettura automatica dei contatori, i terminali 
POS senza cavi, i lettori di codici a barre, le 


etichette di identificazione e gli accessori per computer. 
I risonatori SAW a 4 pin si comportano in modo simile a 
un filtro SAW con una banda molto stretta. In genere, il 
risonatore di trova fra i due rami della rete di regolazione 
di un oscillatore Pierce. La frequenza di questo tipo di 
circuito può essere in qualche misura regolata. 

Oscillatori SAW 

Gli oscillatori SAW hanno il vantaggio di supportare 
frequenze fondamentali chiaramente più alte rispetto ai 
quarzi a onde elastiche. Al contrario di questi ultimi, in 
cui lo spessore dell’area vibrante è determinato dalla 
frequenza, la frequenza degli oscillatori SAW è limita¬ 
ta dalla struttura fine richiesta per gli elettrodi e dalla 
velocità del suono del substrato. Grazie alla possibilità 
di produrre strutture più fini con l’aiuto del processo 
fotolitografico (come nell'industria dei semiconduttori), 
è possibile realizzare oscillatori SAW con frequenze fon¬ 
damentali elevate. 

Gli oscillatori SAW tuttavia non raggiungono la stabilità 
in frequenza dei quarzi AT e non sono adatti alla com¬ 
pensazione in temperatura. Per questo motivo spesso 
è necessario adoperare 2 elementi generatori di fre¬ 
quenza. Il filtro SAW ad alta frequenza raggiunge livelli 
eccellenti di rumore di fase e di jitter in frequenza ed è 
accoppiato con un oscillatore al quarzo con frequenza 
più bassa, che consente di ottenere l’elevata stabilità in 
frequenza necessaria. 

Epson ha tuttavia sviluppato un nuovo tipo di filtri SAW 
con un coefficiente di temperatura notevolmente miglio¬ 
rato. I componenti della serie EG-41xxCA sono clock 



Fig. 2 - Epson ha sviluppato un nuovo tipo di filtro SAW con coefficienti di temperatura 
migliorati 
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MISCELATORE MEMS: Flusso laminare nei microcanali di un miscelatore a 
lamelle. I risultati della simulazione mostrano la concentrazione del soluto 
e le linee di corrente nel miscelatore. Viene mostrato anche il profilo della 
concentrazione in direzione z nella camera di miscelazione. 
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SAW 


altamente precisi, ad alta frequenza con un basso jitter e 
rumore di fase, che possono essere impiegati in un ampio 
intervallo di temperature. 

Confronto della risposta 
in frequenza - temperatura 

La nuova tecnica raggiunge livelli eccezionali di jitter e 
di rumore di fase e inoltre presenta un andamento tem¬ 
peratura-frequenza che è pari o migliore rispetto a quello 
di un oscillatore AT. 

Gli oscillatori basati su tecnica SAW possono mostrare 
valori di jitter molto piccoli, tanto che trovano impiego 
in applicazioni come ad esempio i circuiti ripetitori 
digitali per reti in fibra ottica (ATM/SONET/SDH) per la 
comunicazione dati. In relazione alla rete in fibra ottica, 
questi filtri SAW con 
recupero del sincro¬ 
nismo sono disponi¬ 
bili con una frequen¬ 
za centrale per bit 
rate di 155.52 Mb/s 
(STM-1), 622.08 Mb/s 
(STM-4) o 2488.32 
Mb/s (STM-16). 

Questi filtri SAW tra¬ 
sversali hanno tipica¬ 
mente una frequenza 
nell'ordine di 700 - 
1500 MHz. La perdita 
di inserzione per que¬ 
sti filtri SAW a fase 
lineare con recupero del sincronismo si trova comune¬ 
mente nell’intervallo fra 15 e 20 dB e i dispositivi mostra¬ 
no un ripple di fase molto basso in banda passante. 
Epson ha sviluppato un nuovo oscillatore SAW con un 
rumore di fase e un jitter ridotto per frequenze in uscita 
nella banda dei GHz (800 MHz ~ 2.5 GHz) in modalità 
fondamentale. 

Si tratta del componente EV-9100JG, un oscillatore con¬ 
trollato in tensione con rumore di fase e jitter molto 
basso e una distribuzione frequenza-temperatura eccel¬ 
lente ottenuta grazie all’uso dell’elemento oscillatore 
della serie NS di Epson. Quest’ultima presenta un fattore 
di qualità (Q) molto elevato, una perdita di inserzione 
contenuta, è adatto per applicazioni ad alte prestazioni 
e presenta un coefficiente frequenza-temperatura senza 
paragoni. Per frequenze di offset basse (da 100 Hz fino a 
1 MHz) il rumore di fase è ottimizzato grazie a un fattore 
di qualità Q elevato del risonatore. A frequenze di offset 
elevate (oltre 1 MHz) il rumore di fase è ottimizzato attra¬ 


verso l’uso di un risonatore ad alta efficienza e con un 
livello di pilotaggio elevato. 

Il componente EV-9100JG di Epson contribuirà a miglio¬ 
rare le prestazioni in applicazioni che richiedono alte 
frequenze, clock a elevata stabilità con rumore di fase e 
jitter ridotto e una caratteristica frequenza-temperatura 
eccellente. Per questo motivo è particolarmente adatto 
per applicazioni nelle comunicazioni e nei sistemi di 
misura. 

Filtri SAW 

I filtri SAW vengono utilizzati di solito come filtri ad alta 
frequenza in applicazioni wireless, nella navigazione e 
nei telefoni mobili. La tecnologia dei filtri SAW presuppo¬ 
ne costi elevati di sviluppo e per le maschere ed è perciò 


particolarmente adatta per applicazioni in grossi volumi. 
Attraverso l’uso di tecnologie su semiconduttore e con 
la domanda crescente nelle applicazioni nelle comuni¬ 
cazioni con frequenze fino all’ordine del GHz, i filtri SAW 
diventano sempre più piccoli e con quantità complessive 
crescenti i costi inoltre diminuiscono. 

Limitatamente a causa dei coefficienti di temperatura ele¬ 
vati, i filtri SAW non si prestano molto per applicazioni in 
cui sono necessari fronti molto ripidi del segnale vicino 
al supporto, come ad esempio con i filtri di canale. La 
larghezza di banda permessa deve essere chiaramente 
superiore rispetto alla larghezza di banda necessaria del 
filtro per compensare lo spostamento della frequenza 
centrale determinato dalla temperatura. 

I filtri SAW trasversali (a controllo del ritardo) mostra¬ 
no una linearità di fase estremamente elevata e piccole 
variazioni dei ritardi di gruppo nella banda passante, tut¬ 
tavia possiedono un’elevata perdita di inserzione (dell’or¬ 
dine di 15 fino a 30 dB). 


Tabella 1 - Caratteristiche dei filtri SAW usati come filtro trasversale e filtro risonatore 



Vantaggio 

Svantaggio 

Filtro trasversale 

Ripple del ritardo di gruppo molto inferiore 

Aumento della perdita di inserzione 

Regolazione di impedenza stabile 

Banda minima limitata (>0.3%) 

Bilanciato / non bilanciato 
(3/4-Pin) 

Grandi dimensioni 

Gute Stop-Band Unterdruckung 


Filtro risonatore 

Perdita di inserzione moto contenuta 

Ripple del ritardo di gruppo molto superiore 

Banda molto stretta (<0.4%) 

Solo non bilanciato (3-Pin) 

Buona selettività della banda vicina 

Soppressione mediocre della banda di reiezione 
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Linee di ritardo, trasformatori, 
analizzatori di spettro e applicazioni IFF 
Il ritardo fra l’applicazione di un segnale al trasmettitore 
e il suo arrivo al ricevitore è una delle caratteristiche 
più utili di un componente SAW. Questo ritardo dipende 
dalla frequenza. Nella sua forma più semplice il SAW 
può essere quindi utilizzato per generare un ritardo fisso 
in un piccolo dispositivo. Il ritardo può essere usato ad 
esempio per calibrare un sistema radar. Se la dipendenza 
dalla frequenza del SAW viene aumentata attraverso una 
progettazione mirata, è possibile impiegare il componen¬ 
te per l’analisi di spettro, in cui il componente separa le 
varie frequenze in successione temporale, e con questo 
le scompone come con un prisma di luce bianca. 
Ciascuna frequenza raggiunge quindi il ricevitore in un 
altro istante temporale in modo che il suo spettro possa 
essere analizzato in tempo reale. 

Analogamente, un componente SAW può essere impie¬ 
gato per convertire i segnali in ingresso in tempo reale. 
La tecnologia del convertitore SAW può essere utilizzata 
come decoder basato su hardware, che è in grado di 
rilevare direttamente un segnale ricevuto. 

In questo modo la tecnologia SAW può essere applicata 


in applicazioni IFF (identificazione amico-nemico) o in 
sistemi radar altamente complessi come ad esempio 
nella guida dei missili. 

Tecnologia SAW per RFID 

Le etichette RFID in tecnologia SAW hanno il vantaggio 
di essere completamente passive e di non richiedere 
alcuna alimentazione. 

Possono essere lette con una potenza di pochi mW tra¬ 
smessi via RF, sono insensibili ai raggi gamma e sono 
impiegati per la sterilizzazione in medicina e nell’indu¬ 
stria alimentare. 

È possibile ottenere raggi operativi da 3 fino a 20 metri 
a seconda del sistema; inoltre le etichette sono resistenti 
alle EMI e possono essere utilizzate per un intervallo di 
temperature compreso fra -100 °C e 200 °C. È possibile 
rendere tali etichette compatibili con gli standard EPC-64 
e EPC-96 RFID. ■ 

Note 

C. S. Hartmann, "A global SAW ID tag with large 
data capacity, Proceedings of 2002 IEEE Ultrasonics 
Symposium, voi. 1, pp. 65-69, 2002 
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le prestazioni delle 
infrastrutture di reti mobili 
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Con il rischio sempre crescente di defezione della 
clientela, gli operatori devono intraprendere le 
opportune azioni per migliorare le prestazioni della 
loro rete e garantire che l’efficienza operativa sia 
sempre ai massimi livelli, senza per questo intaccare 
eccessivamente le proprie riserve finanziarie 



Fig. 1 - Raccolta dei dati in campo durante il test con autoveicolo 


P er soddisfare la crescita esponenziale 
nell’utilizzo di dati da parte di dispositivi 
mobili gli operatori di telefonia mobile di tutta 
Europa sono in procinto di mettere in servizio 
infrastrutture di rete wireless a larghezza di 
banda elevata di nuova generazione confor¬ 
mi allo standard LTE (Long Term Evolution). 

Affinché i loro abbonati possano beneficiare 
dei vantaggi offerti da questa nuova tecno¬ 
logia a radiofrequenza e sfruttare i servizi 
multimediali a grande capacità da essa sup¬ 
portati, è indispensabile che la rete possa 
funzionare con livelli di qualità elevatissimi. 

Ciò implica la necessità di effettuare controlli stringenti 
sull’infrastruttura per accertare che la sua installazione 
e la sua continua manutenzione siano entrambe esple¬ 
tate correttamente, oltre a identificare - e conseguen¬ 
temente gestire - altri fattori che potrebbero in qualche 
modo influire sul livello delle prestazioni percepite dagli 
utilizzatori. 

Sessioni di test direttamente sul campo effettuate anche 
con un veicolo in movimento (“drive test”) consentono di 
valutare globalmente le prestazioni di un’infrastruttura 
di rete mobile. Parametri quali copertura di rete, livel¬ 
lo di disponibilità, qualità di una chiamata e capacità di 
traffico dati di una stazione-radio-base, possono tutti es¬ 
sere analizzati in dettaglio. Si può eseguire questo tipo di 
verifica nel momento in cui devono essere attivate nuo¬ 
ve celle, per accertarsi che le stesse vengano integra¬ 
te correttamente all’interno della rete. Il medesimo test 
può, inoltre, essere condotto su base continua per veri¬ 


ficare il mantenimento dell’efficacia operativa della rete 
oppure per analizzare uno specifico disservizio rilevato, 
con lo scopo di trovarne la causa e, quindi, risolverlo. 
Nonostante la metodologia dei test con l’impiego di un 
veicolo venga applicata ormai da parecchi decenni alle 
comunicazioni mobili, per verificare il comportamento 
reale delle reti 2G, 2.5G e 3G, è solo con l’avvento dei 
sistemi LTE che la sua importanza aumenterà in virtù del 
fatto che gli operatori avranno la necessità di garantire 
che gli Accordi sul Livello di Servizio (SLA: Service Le- 
vel Agreement) siano rispettati per i diversi servizi dati e 
video offerti ai loro abbonati. 

Come condurre un drive test 
Generalmente un test drive viene eseguito effettuando 
misure dal vivo su una rete operativa. Mediante la defi¬ 
nizione di un insieme di Indicatori Chiave di Prestazione 
(KPI) e il successivo controllo di ciascuno di essi, è pos- 
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sibile appurare se la Qualità del Servizio (QoS: Quality 
of Service) fornito dalla rete stessa sia conforme alle 
attese. 

Sulla base dei dati raccolti nel corso della fase di misu¬ 
ra, è possibile elaborare un'analisi che riveli all’opera¬ 
tore la percezione dei suoi abbonati. Ciò significa che 
gli stessi operatori avranno maggiori informazioni per 
fronteggiare situazioni che potrebbero altrimenti cau¬ 


sare una diminuzione del numero di abbonati (e quindi 
dei profitti). Similmente, è possibile intraprendere, ove 
necessario, le opportune azioni correttive per la risolu¬ 
zione dei problemi riscontrati. Attraverso questo meto¬ 
do, si può anche arrivare a individuare l'origine di un 
particolare problema riscontrato dagli abbonati, come 
ad esempio, un’alta frequenza di chiamate cadute in una 
specifica cella radio, imputabile a errori commessi nella 
fase di realizzazione della rete oppure a guasti insorti 
in seguito (come la rottura di un componente). Oltre a 
ciò, sarebbe buona norma condurre sessioni di test con 
autoveicolo sia prima, sia dopo qualsiasi intervento di 
aggiornamento di una cella radio, così che risulti possi¬ 
bile valutare se il miglioramento atteso delle prestazioni 
ha effettivamente avuto luogo o meno. 

Con un test drive è anche possibile procedere a un’otti¬ 
mizzazione della rete: gli operatori possono così assicu¬ 
rarsi che le risorse della loro rete siano completamen¬ 
te utilizzate e che quindi l'investimento iniziale non sia 
andato sprecato. I test con autoveicolo possono inoltre 
essere applicati per effettuare il confronto delle presta¬ 
zioni di rete con i valori di riferimento - così che i dipar¬ 
timenti di marketing e/o di pianificazione di un opera¬ 
tore possano confrontare le caratteristiche di rete della 
propria azienda (copertura, velocità di trasmissione dati 


e così via) con quelle degli operatori concorrenti in una 
specifica area geografica del paese. 

Indicatori di Qualità più importanti 
e loro implicazioni 

Accessibilità - Questo parametro evidenzia essenzial¬ 
mente la facilità di accesso alla rete e alla fruizione di 
un servizio (trasferimento dati e così via) da parte di un 
utente di telefonia mobile. Il sud¬ 
detto Indicatore di Qualità viene di 
norma fissato a un valore di man¬ 
cato collegamento alla rete inferio¬ 
re a 1%. 

Mantenimento del Servizio - In 

generale, tale parametro descri¬ 
ve la capacità di un servizio, una 
volta ottenuto, di continuare per 
tutto il tempo richiesto dall’utente. 
Per quanto riguarda i servizi-voce, 
l’indicatore in questione fornisce 
informazioni sulla capacità della 
rete di mantenere una chiamata 
da quando inizia fino alla normale 
chiusura della telefonata. Si tratta 
di un parametro preziosissimo nel 
proteggere la rete dalla caduta di chiamata, permetten¬ 
do così all’operatore di individuare le celle con presta¬ 
zioni mediocri e risolvere i problemi che influiscono sul 
loro cattivo funzionamento. Questo Indicatore di Qualità 
viene di norma fissato a un tasso di chiamate interrotte 
inferiore al 2%. 

Integrità - Essa indica se la qualità del segnale audio 
percepito è “buono” per più del 95% di tutti i campioni 
esaminati. L’Indicatore viene di norma fissato a un li¬ 
vello di qualità della conversazione che, per il 95% dei 
campioni, risulti superiore a 3.0 (su una scala che va da 
1 a 5) con una misura della chiarezza del segnale otte¬ 
nuta tramite una statistica di opinioni di ascolto (MOS: 
Mean Opinion Score). 

Attrezzatura di test 

L’equipaggiamento di base richiesto per completare una 
sessione di test con autoveicolo include: 

• Un veicolo - Il mezzo può essere un furgone, un’auto¬ 
mobile o, eventualmente, una motocicletta. Spostandosi 
con esso, l’operatore si muoverà sul campo seguendo 
un percorso prestabilito, acquisendo contemporanea¬ 
mente i dati (in alcuni casi è possibile condurre le misu¬ 
re anche spostandosi a piedi). 

• Dispositivo di misura - Esso può essere costituito da 
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una serie di terminali mobili, una scheda SIM dati oppure 
da uno scanner. Grazie al dispositivo di misura è possi¬ 
bile determinare parametri quali la potenza del segnale, 
la qualità della chiamata, la velocità con cui si riescono 
a scaricare i dati video, la buona riuscita del passaggio 
di connessione (handover) fra due celle adiacenti e così 
via. Solitamente vengono usati due terminali mobili: il 
primo funziona da sonda attiva e consente di registrare 
le misure relative alle chiamate; il secondo, invece, fun¬ 
ge da sonda passiva, semplicemente connessa alla rete. 
Per mezzo dei suddetti apparati terminali, le prestazioni 
della modalità “chiamata” e della modalità “inattiva” (idle 
mode) possono essere valutate in diversi punti lungo 
l’itinerario del test. Nel corso della sessione di misura, 
vengono effettuate chiamate sia lunghe sia brevi, poi¬ 
ché i due tipi diversi di telefonata consentono di valuta¬ 
re caratteristiche di rete differenti (le 
chiamate brevi mettono in evidenza le 
prestazioni di segnale, mentre le chia¬ 
mate lunghe possono collaudare fun¬ 
zioni come, ad esempio, i passaggi di 
connessione tra le celle e così via). 

• Un computer portatile oppure un ta¬ 
blet - Da utilizzare per immagazzinare 
e, successivamente, elaborare i dati 
acquisiti. 

• Un sistema GPS - Tale sistema con¬ 
sente di determinare l’esatta posizione 
dell’operatore in ogni fase della ses¬ 
sione di prova. Combinando i dati di 
test e quelli GPS, è possibile costruire 
una rappresentazione visiva della copertura della rete in 
grado di mostrare la localizzazione delle aree potenzial¬ 
mente critiche. 

• Un applicativo software di acquisizione ed analisi dei 
dati con elevate prestazioni - Grazie all’impiego di tali 
programmi, i dati raccolti possono essere visti in tem¬ 
po reale dall'operatore in campo (sul PC portatile o sul 
tablet), ed inoltre possono essere immagazzinati a be¬ 
neficio dei tecnici più esperti perché conducano, in un 
secondo tempo, un’analisi più minuziosa e approfondita. 
La scelta del pacchetto software è fondamentale quan¬ 
do si decide di intraprendere un’attività di test con au¬ 
toveicolo: il programma impiegato, infatti, deve essere 
in grado di raccogliere ed elaborare grandi quantità di 
dati di test. Dovrebbe, inoltre, risultare semplice nella 
forma, in modo tale che l’operatore riesca a utilizzarlo 
in campo senza commettere errori. Il programma “TEMS 
Investigation” della divisione Network Testing di Ascom 
è una piattaforma multi-tecnologica che si presenta agli 


operatori di telefonia mobile come una soluzione omni¬ 
comprensiva per la raccolta, l’analisi e l’elaborazione 
dei dati, in grado di aiutare gli stessi ad ottimizzare la 
loro rete di prossima generazione e individuarne e ri¬ 
solverne i problemi, confrontandola, allo stesso tempo, 
con le altre reti concorrenti. L’applicativo in questione 
supporta modem USB e dispositivi utente LTE delle se¬ 
guenti marche: Altair, Hisilicon, Sequans, LG, Samsung e 
Qualcomm. Consente la connessione e il funzionamento 
simultaneo di più dispositivi LTE per ridurre al minimo 
il tempo speso dagli operatori per raccogliere i dati. Il 
programma offre anche una scelta fra più di 250 infor¬ 
mazioni ed eventi specifici dei sistemi LTE, con oltre 40 
finestre di presentazione di dati caratteristici LTE prede¬ 
finite e già disponibili. 

La metodologia delle prove su strada richiede tempo ed 
è indubbiamente un’attività costosa 
in termini di ore-uomo necessarie per 
eseguire il test medesimo e anche one¬ 
rosa per quanto riguarda apparecchia¬ 
ture e software richiesti. Al fine di assi¬ 
curare che ogni investimento in questo 
tipo di impegno abbia piena efficacia, 
gli operatori telefonici e i loro subap¬ 
paltatori hanno bisogno di definire gli 
strumenti migliori per questa attività. 
Allo stesso modo, essi dovrebbero va¬ 
lutare scrupolosamente anche la ma¬ 
niera migliore per acquisire tali stru¬ 
menti, così da poterne massimizzare 
la convenienza economica. Livingston, 
ad esempio, sta attualmente collaborando con numerose 
società impegnate nelle prove con autoveicolo, fornendo 
loro accesso a quelle soluzioni di test di cui necessitano 
solo per il periodo di tempo nell’arco del quale si svolge 
il progetto. 

Ciò significa che le suddette società, in questo modo, 
non sono obbligate a esporsi al rischio di acquistare at¬ 
trezzature e programmi software di cui avranno bisogno 
unicamente in un breve periodo. Con il rischio sempre 
crescente di defezione della clientela, gli operatori de¬ 
vono intraprendere le opportune azioni per migliorare 
le prestazioni della loro rete e garantire che l’efficienza 
operativa sia sempre ai massimi livelli, senza per questo 
intaccare eccessivamente le proprie riserve finanziarie. 
Stipulando accordi con i fornitori delle soluzioni di test 
e con i relativi canali di fornitura, gli operatori possono 
comunque condurre analisi approfondite sulle prestazio¬ 
ni di rete, rispettando al tempo stesso i loro obiettivi sia 
economici sia tecnici. ■ 


( È indispensabile 
che la rete possa 
funzionare con 
livelli di qualità 
elevatissimi 
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COMPONEN S NANOPOWER 


Integrati a recupero di energia 
a bassissimo consumo 

ieff Gruetter Grazie a componenti come il nuovo LTC3330 

Linear Technology di Linear Technology e possibile prolungare 

sensibilmente la durata delle batterie 


I sensori wireless remoti dipendono da sempre dalle bat¬ 
terie per fornire l’alimentazione necessaria a misurare i 
dati e a trasmetterli in modalità wireless. È un sistema che 
ha sempre funzionato in modo affidabile, ma la vita utile 
di queste reti di sensori dipende esclusivamente da quella 
della batteria. In alcune applicazioni i nodi di sensori wire¬ 
less sono accessibili, il che consente di sostituire le batte¬ 
rie con relativa facilità, anche se con 
un certo costo. Eppure queste batterie 
sono progettate per durare dai 5 ai 10 
anni e sono un componente costoso di 
ogni nodo di sensori. In altre applica¬ 
zioni il cambio delle batterie è difficile, 
laborioso e costoso. Si ammetta, ad 
esempio, di dover cambiare le bat¬ 
terie di un sensore wireless di una 
centrale nucleare, di una raffineria o 
addirittura sottoterra. È un’operazio¬ 
ne che può comportare costi elevati. 

Naturalmente batterie più grandi pos¬ 
sono garantire una durata maggiore, 
a scapito, però, delle dimensioni e dei 
costi. E allora la domanda è: “Come si 
fa a far durare di più queste batterie?”. 

Un modo potrebbe essere quello di trovare un’altra fonte 
di energia recuperabile per far funzionare il nodo di sen¬ 
sori e, quando questa fonte non è disponibile, utilizzare la 
batteria primaria. 

Il recupero energetico non è un'idea nuova. Il primo 
impianto idroelettrico che combinava acqua e gravità per 
controllare le turbine che generano elettricità fu costru¬ 
ito nel 1882 e offriva una fonte di energia relativamente 
“verde” e sostenibile su larga scala. Ma siccome questo 
tipo di fonte di energia dipende molto dal terreno, occor¬ 
rono reti di trasmissione grandi e costose. Le perdite di 
trasmissione aumentano con la distanza, provocando una 
netta riduzione dell’energia disponibile. Ciò nonostante, in 


molti casi, bastano pochi milliwatt per alimentare un nodo 
di sensori wireless e si può quindi utilizzare una soluzione 
di dimensioni più ridotte. 

La soluzione per queste applicazioni ha reintrodotto il 
concetto di ‘energy harvesting’ da una prospettiva molto 
diversa, creando un nuovo mercato per applicazioni 
compatte, prevalentemente wireless, al livello dei valori 
più bassi dello spettro di potenza. 
Queste applicazioni hanno bisogno 
di una potenza di uscita che va da 
pochi nanowatt a decine di milliwatt. 
Recuperare energia da fonti di ali¬ 
mentazione non tradizionali come le 
celle solari (celle fotovoltaiche) e i 
trasduttori piezoelettrici è stata un’im¬ 
presa, nonostante si tratti di note fonti 
di energia elettrica. Ognuna di que¬ 
ste fonti ha bisogno di un circuito di 
conversione in grado di raccogliere e 
gestire con efficienza questa energia 
alternativa e convertirla in una forma 
più utilizzabile di energia elettrica da 
usare per alimentare sensori, micro¬ 
controller e transceiver wireless. Ser¬ 
vono circuiti a recupero energetici specifici, a prescindere 
che la tensione della fonte sia più elevata del necessario 
e debba essere convertita verso il basso per poter essere 
utilizzata oppure debba essere raddrizzata e poi convertita 
verso il basso in alcuni casi. Questi circuiti hanno sempre 
avuto bisogno di circuiti discreti molto complessi con più 
di 30 componenti, che continuano a lottare per garantire 
un rendimento sufficiente a farli diventare utilizzabili. Solo 
recentemente sono stati introdotti circuiti integrati a recu¬ 
pero energetico specializzati, che offrono soluzioni di con¬ 
versione e gestione dell’energia compatte, semplici e molto 
efficienti, in abbinamento ai trasduttori adeguati. 

Tra queste applicazioni a bassissima potenza figura una 
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Fig. 1 - Energia fornita vs frequenza piezo 
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vasta gamma di sistemi wireless destinati a vari settori, 
tra cui trasporti, infrastrutture, rilevamento e automazione 
industriale e asset tracking. In genere questi sistemi pas¬ 
sano gran parte della loro vita operativa in standby (asle- 
ep), consumando una manciata di pW. A un certo punto 
si attivano, un sensore misura parametri come pressione, 
temperatura o flessione meccanica e 
trasmette i relativi dati, in modalità 
wireless, a un System manager remo¬ 
to. Di solito per la misurazione, l’ela¬ 
borazione e la trasmissione occorrono 
pochi millisecondi, eppure in questo 
breve periodo di tempo vengono con¬ 
sumate decine di mW di potenza. I 
duty cycle di queste applicazioni sono 
generalmente bassi, quindi anche la 
potenza media da recuperare può 
essere relativamente bassa. Alla fine 
la fonte di energia va sostituita, anche 
se si tratta di una semplice batteria. Ma 
se un progetto di energy harvesting 
può usare energia ambientale per la 
maggior parte del tempo e la batteria 
quando l’altra fonte non è disponibile, 
la durata di quest’ultima può essere 
prolungata in modo significativo. 

Applicazioni con sensori wireless 
con tecnologia nanopower 
L’automazione degli edifici è un esem¬ 
pio di applicazione dei sensori wire¬ 
less. Sistemi come sensori di presenza, 
termostati e interruttori della luce pos¬ 
sono utilizzare, al posto dei tradizionali cavi di alimenta¬ 
zione, una combinazione di fonti di energia ambientale, 
mediante il recupero energetico abbinato a una batteria 
per una rete wireless. Questa soluzione alternativa può 
anche contribuire a ridurre i costi della manutenzione 
ordinaria normalmente associata ai sistemi cablati, per 
non parlare della possibilità di eliminare i normali cavi. 
Allo stesso modo una rete wireless che utilizza una tecnica 
di recupero energetico può collegare un numero qualsiasi 
di sensori in un edificio per ridurre i costi relativi a riscal¬ 
damento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) 
e illuminazione, togliendo l’alimentazione a zone dell’edifi¬ 
cio non essenziali, prive di occupanti. 

Case study sul recupero energetico 

Si prenda come esempio un sistema di monitoraggio 
HVAC con tecnica di energy harvesting costituito da con¬ 


dotti dell’aria forzata, installato in un complesso industria¬ 
le che ha necessità di monitorare costantemente il flusso 
d'aria, la temperatura e la pressione del sistema. Ogni 
nodo di sensori wireless (WSN) può avere al suo interno 
sensori per monitorare temperatura, pressione e flusso. 
Le misurazioni devono essere effettuate e trasmesse ogni 


cinque secondi. In genere i sistemi HVAC sono piuttosto 
lunghi e sepolti nell’infrastruttura dell’edificio, per questo 
le linee di alimentazione e informazione sono molto costo¬ 
se da gestire e soggette a manutenzione costante, oltre 
che a potenziali riparazioni dai costi elevati. La sostituzio¬ 
ne periodica delle batterie comporta molte spese a causa 
delle laboriose operazioni necessarie per raggiungerle. 
Ciò che serve è un sistema di alimentazione in grado di 
funzionare continuamente, che usa l’energia ambientale 
recuperata e, quando questa non è disponibile, una mini¬ 
ma alimentazione a batteria. Una delle fonti di energia 
ambientale più diffusa e disponibile è la vibrazione. Un 
piccolo trasduttore piezoelettrico può facilmente conver¬ 
tire l’energia ricavata dalle vibrazioni di un compressore 
HVAC in un segnale elettrico AC a bassa corrente (Fig. 
1). Questa fonte avrebbe bisogno di essere raddrizzata 
e ridotta per fornire una bassa tensione utilizzabile per 
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Fig. 3 - Diagramma a blocchi dell'LTC3330 


alimentare una WSN. Si potrebbe usare una batteria come 
riserva quando la fonte di energia non è temporaneamente 
disponibile. In questo modo la durata della batteria viene 
prolungata in modo significativo in quanto viene usata solo 
parzialmente. Pertanto la soluzione ideale sarebbe un IC a 
recupero energetico che offre un rendimento molto eleva¬ 
to, una corrente di riposo bassissima e un trasferimento 
continuo di energia dalla fonte di recupero. 


Un circuito che prolunga la durata della batteria 
Il nuovo LTC3330 è una soluzione completa di energy 
harvesting di regolazione che fornisce fino a 50 mA di 
corrente di uscita continua per prolungare la durata della 
batteria quando è disponibile energia raccolta. Il disposi¬ 
tivo non richiede corrente di alimentazione dalla batteria 
se viene fornita potenza regolata al carico da una fonte di 
energia raccolta e soli 750 nA se alimentato dalla batteria 
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in assenza di carico. L1TC330 integra un alimentatore 
di energy harvesting ad alta tensione e un convertitore 
DC/DC buck-boost sincrono alimentato da una batteria a 
cella principale per creare una singola uscita non inter- 
rompibile per applicazioni di energy harvesting come 
quelle normalmente usate nelle reti di sensori wireless. 
L’alimentatore di energy harvesting, costituito da un 
raddrizzatore a ponte a onda intera che accetta ingressi 
AC o DC e da un convertitore buck ad alta efficienza, 
recupera energia da fonti piezoelettriche (AC), solari (DC) 
o magnetiche (AC). L’ingresso a cella principale alimenta 
un convertitore buck-boost che funziona da 1,8V a 5,5V 
all’ingresso quando non è disponibile energia raccolta per 
regolare l’uscita, a prescindere dal fatto che l’ingresso sia 
superiore, inferiore o uguale all’uscita. L1TC3330 passa 
automaticamente alla batteria quando la fonte di energy 
harvesting non è disponibile. 

Gli ingressi di energy harvesting dell’LTC3330 funziona¬ 
no in range di tensioni comprese tra 3V e 19V, AC o DC, 
rendendo questo dispositivo ideale per un’ampia gamma 
di fonti energetiche piezoelettriche, solari o magnetiche. 
Le impostazioni di soglia di blocco della sottotensione in 
ingresso sono programmabili tra 3V e 18V, consentendo 
all’applicazione di azionare la fonte di energy harvesting 
al punto di trasferimento della potenza di picco. Tra le 
altre funzionalità figurano tensioni di uscita DC/DC e LDO 
programmabili, limiti di corrente di picco buck-boost, cari¬ 
catore/bilanciatore dei supercondensatori e un regolatore 
di derivazione per la protezione degli ingressi (fino a 25 
mA a V IN >20V). 


Nel circuito della figura 2 TLTC3330 usa un ingresso AC 
da un trasduttore piezoelettrico. In genere le applicazioni 
utilizzano un ingresso DC su AC1, ed eventualmente un 
secondo ingresso su AC2, oppure un unico ingresso AC 
collegato tra AC1 e AC2. Se la fonte di recupero energe¬ 
tico è AC, come quella da un trasduttore piezoelettrico, 
TLTC3330 è dotato di un raddrizzatore a ponte a onda 
intera per fornire una tensione DC al condensatore in 
ingresso, mentre le fonti DC vengono immagazzinate diret¬ 
tamente nel condensatore in ingresso. Quando la tensione 
sul condensatore in ingresso supera la soglia ULVO, il 
dispositivo di priorità dell’LTC3330 disattiva la batteria 
e regola l’uscita dalla fonte di energia recuperata. V 0UT 
è programmabile da pin da 1,8V a 5V che normalmente 
alimentano un transceiver RF. Inoltre un’uscita LDO com¬ 
presa tra 1,2V e 3,3V offre un ingresso a basso rumore, 
normalmente usato per fornire potenza ai microprocesso¬ 
ri. Insieme queste due uscite possono fornire fino a 125 
mA di corrente di uscita in caso di utilizzo di una fonte 
di energy harvesting e 50 mA quando la batteria è attiva. 
L’eventuale eccesso di potenza in uscita nella modali¬ 
tà di energy harvesting può essere immagazzinato nel 
supercondensatore e utilizzato in un secondo tempo, con 
ulteriore prolungamento della durata della batteria. Per 
ottimizzare maggiormente l’accumulo di energia si può uti¬ 
lizzare un bilanciatore del supercondensatore integrato. 
È importante notare che, quando viene utilizzata la fonte 
di energy harvesting, la corrente di riposo della batteria 
è pari a zero, il che consente di risparmiare tutta la sua 
energia da utilizzare in un secondo tempo. 
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La figura 3 mostra una vista più dettagliata della funziona¬ 
lità integrata deH'LTC3330. Il raddrizzatore a ponte intero 
integrato accetta ingressi AC (es. trasduttori piezoelettrici 
o magnetici) per raddrizzare i segnali AC in segnali DC. 
Ovviamente gli ingressi DC come le celle solari non hanno 
bisogno di questo raddrizzamento. In caso di utilizzo di 
più ingressi di trasduttori, l’LTC3330 usa quello con la 
tensione più alta disponibile (potenza). La corrente in 
ingresso viene raccolta sul condensatore in uscita e, 
quando supera la soglia UVLO programmabile, il disposi¬ 
tivo di priorità disattiva la batteria e il convertitore step- 
down sincrono fornisce la potenza necessaria all’uscita 
dove viene usata per il carico mediante il 
pin V 0UT pin o l’uscita LDO a basso rumo¬ 
re; la potenza in eccesso viene immagaz¬ 
zinata nel condensatore in uscita e/o nei 
supercondensatori. In questa situazione 
la corrente di riposo della batteria è pari 
a zero. Una derivazione di protezione 
degli ingressi offre un ulteriore livello 
di sicurezza per le tensioni superiori a 20V. Se la fonte 
in ingresso di energy harvesting è disponibile, il dispo¬ 
sitivo di priorità passa automaticamente al convertitore 
buck-boost sincrono per fornire l’uscita necessaria. Sia 
V 0UT sia VLDO rimangono regolate per tutto il passaggio, 
garantendo la potenza necessaria al sensore, al trasmetti¬ 
tore wireless e al microprocessore. La capacità d'ingres¬ 
so tra 1,8V e 5,5V del convertitore buck-boost accetta 
una vasta gamma di batterie agli ioni di litio. Fornisce una 
tensione costante a prescindere dal fatto che la tensione 
sia superiore, uguale o inferiore a V 0UT , con un rendimen¬ 
to superiore al 90%. L’architettura buck-boost offre un 
30% in più in termini di durata della batteria rispetto a un 
progetto buck tradizionale. In caso di alimentazione da 
batteria, la corrente di uscita totale dipende dal rapporto 
Vin/Vout e a ^ a fi ne della vita uti ^ e delle batterie agli ioni 
di litio è di circa 50mA. V 0UT è l’ingresso dell’uscita LDO 
a basso rumore che è programmabile da pin da 1,2V a 
50mV sotto V 0UT , il che lo rende la soluzione ideale per 
alimentare vari tipi di core di microprocessori/controller. 
Un bilanciatore opzionale garantisce la maggior durata 
di questa energia accumulata. Sia V 0UT sia VLDO hanno 
uscite di controllo powergood per facilitare il funziona¬ 
mento del sistema generale. 

Di quanto viene prolungata 
la durata della batteria? 

Questo aspetto dipende dalla natura/disponibilità della 
fonte di energia ambientale e dalle esigenze di alimenta¬ 
zione della WSN. Nell’esempio del sistema HVAC illustra¬ 


to in precedenza, se il compressore è sempre attivo, l’in¬ 
tero sistema viene gestito dalla fonte di energy harvesting 
piezoelettrica e la batteria diventa una semplice riserva 
da usare in caso di guasto o quando il compressore viene 
sottoposto a manutenzione; in questo modo la durata 
della batteria viene prolungata all'infinito. Lo stesso vale 
nel caso dei treni in cui i sensori servono a misurare la 
temperatura dei cuscinetti delle ruote, l’inventario del 
carico o la temperatura; una fonte piezoelettrica alimenta 
il sistema quando il treno è in movimento, mentre la bat¬ 
teria subentra quando il treno è fermo. Anche in questo 
caso la durata della batteria viene prolungata in modo 
significativo, una caratteristica molto 
importante per un veicolo ferroviario. 

Un altro esempio è rappresentato dalle 
applicazioni alimentate a energia solare. 
Aggiungendo uno stack di piccolissime 
celle solari, il sistema funziona nelle ore 
diurne con questa fonte di energia rac¬ 
colta, immagazzinando tutta la potenza in 
eccesso nel condensatore in uscita e nei supercondensa¬ 
tori. Quando l’energia solare non è disponibile, il sistema 
prima scarica il condensatore in uscita e i supercon¬ 
densatori per alcune ore, poi passa alla batteria. Questo 
sistema consente almeno di raddoppiare la durata della 
batteria, a seconda delle condizioni esterne. 

A chi chiede di quanto si possa prolungare la durata di 
una batteria possiamo rispondere “dipende”. L’estensione 
può andare dal doppio all’infinito, ma molto dipende dal 
progetto dei sistemi e dai duty cycle della potenza in 
ingresso/uscita. Ovviamente occorre utilizzare un cir¬ 
cuito integrato adatto per la fonte di energy harvesting 
abbinata a una batteria primaria. Nella maggior parte dei 
casi questo consente ai progettisti di usare una batteria 
più piccola e meno costosa. 

Per una vasta gamma di applicazioni WSN raggiunta di 
un adeguato trasduttore di energia ambientale e un IC per 
la gestione dell’energia raccolta può prolungare in modo 
significativo la durata della batteria primaria del sistema. 
L’LTC3330 è in grado di offrire una soluzione di questo 
tipo. Può accettare fonti di energia ambientale sia AC sia 
DC e ingressi per una batteria primaria e passare senza 
problemi da una fonte all’altra in base alle necessità. Il 
dispositivo offre anche un rendimento elevato e nessun 
consumo sulla batteria in caso di recupero dell’energia, 
oltre a una soluzione molto compatta e facile da realizza¬ 
re. Il dispositivo è in grado di prolungare la durata della 
batteria all’infinito in molto applicazioni, riducendo sia 
le dimensioni sia il costo della batteria primaria e della 
relativa sostituzione. ■ 


( Come si fa a far 
durare di più 
queste batterie? 
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Driver per LED 
ad alta luminosità 


Madhan Kumar 
Cypress Semiconductor 


In questo articolo vengono analizzate le 
caratteristiche di un sistema di pilotaggio di LED 
HB, gli elementi da prendere in considerazione 
durante il pilotaggio di questi dispositivi e le 
soluzioni disponibili per espletare tale compito 


I LED ad alta luminosità (HB - High Brightness) appartengo¬ 
no al gruppo di dispositivi di illuminazione a stato solido 
(SSL - Solid State Lighting). Il termine “a stato solido” si riferi¬ 
sce al fatto che la luce viene emessa da un corpo solido, gra¬ 
zie al fenomeno dell’elettroluminescenza, diversamente da 
quanto avviene per le lampade a incandescenza o per i tubi 
a fluorescenza. Le lampade a fluorescenza hanno sostituto 
in larga misura quelle a incandescenza grazie alla maggiore 
efficienza e alle migliori prestazioni che sono in grado di 
offrire. I LED ad alta luminosità, dal canto loro, sono i can¬ 
ditati ideali alla sostituzione delle lampade a fluorescenza. 

I LED HB assicurano vantaggi tali da giustificare le aspettati¬ 
ve - e gli investimenti promozionali - legate al loro utilizzo. In 
primo luogo sono caratterizzati da una maggiore efficienza 
energetica, ovvero da un migliore rapporto lumen/Watt. Tra 
le altre caratteristiche di rilievo da segnalare maggior dura¬ 
ta, dimensioni ridotte, elevato CRI (Color Rendering Index) 
e maggiore velocità di commutazione. Tali caratteristiche ne 
favoriscono l’impiego in una vasta gamma di comparti appli¬ 
cativi - cartellonistica, illuminazione architetturale, retroillu- 
minazione, sistemi di illuminazione portatili, semafori, solo 
per citarne alcuni. Nella figura 1 sono riportai alcuni esempi 
di applicazioni tipiche. 

In questo articolo vengono analizzate le caratteristiche di un 
sistema di pilotaggio di LED HB, gli elementi da prendere in 
considerazione durante il pilotaggio di questi dispositivi e le 
soluzioni disponibili per espletare tale compito. 

Sistema per il pilotaggio di LED HB 
I LED ad alta luminosità sono dispositivi controllati in cor¬ 
rente. Nel caso di un tradizionale elettrodomestico alimen¬ 
tato attraverso la rete in corrente alternata, è necessario 
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Fig. 1 -1 LED HB si prestano all'uso in una vasta gamma di applicazioni 


convertire l’alimentazione alternata in continua per il pilo¬ 
taggio dei LED. Grazie alla loro elevata efficienza, i regolatori 
a commutazione (switching) sono ampiamente utilizzati nei 
sistemi per il pilotaggio dei LED. La scelta tra le diverse topo¬ 
logie - buck, boost o buck - dipende dal fatto che la tensione 
continua in ingresso sia maggiore o minore della tensione di 
carico del LED. Inoltre è necessario un circuito dotato di un 
certo grado di “intelligenza” per controllare e pilotare i LED 
HB al valore di corrente richiesto mantenendo l’uscita ottica 
desiderata. Lo schema di un tipico sistema per il pilotaggio 
di LED a canale singolo è riportato in figura 2. 

Come accennato in precedenza, i LED sono dispositivi con¬ 
trollati in corrente e l’obbiettivo ultimo del sistema riportato 
in figura 2 è pilotare i LED a un valore costante di corrente. 
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Fig. 2 - Schema di un tipico sistema per il pilotaggio di LED HB 


I LED ad alta luminosità possono essere controllati in due 
modi: variando la corrente che fluisce attraverso i LED 
oppure pilotare i LED con una corrente media costante 
controllando il tempo durante il quale i LED vengono pilo¬ 
tati. Nel primo caso si parla di variazione della luminosità 
(dimming) analogica mentre nel secondo di variazione della 
luminosità di tipo digitale/PWM. 

Le proprietà dei LED ad alta luminosità variano con la tem¬ 
perature. Per tale motivo è possibile che l’uscita dei LED 
non sia quella voluta: ne consegue che la compensazione 
della temperatura è importante in tutti quei sistemi dove è 
richiesta un’elevata precisione ottica. 

Inoltre i LED prodotti dal medesimo costruttore possono 
evidenziare variazioni in termini di flusso luminoso in usci¬ 
ta, lunghezza d’onda e tensione diretta a causa di variazioni 
del processo produttivo. I produttori spesso quindi suddivi¬ 
dono i LED in gruppi (bin) in funzione di queste variazioni, 
processo questo conosciuto sotto il nome di binning. Se è 
richiesta un’elevata qualità del colore è importante che i 
LED usati appartengano allo stesso bin, il che si traduce 
in un aggravio dei costi (in una percentuale anche del 
15-20%): un’altra opzione prevede l’uso di un controllore 
sofisticato e l’uso delle tabelle di binning che memorizzano 
le possibili caratteristiche di binning dei LED presenti in un 
sistema. In quest’ultimo caso la scelta del controllore adatto 
assume una certa importanza. 

Poiché è presente anche un circuito di pilotaggio (driver) 
“intelligente” associato, è possibile realizzare un protocollo 
di comunicazione per il controllo dei LED HB all’interno di 
una rete. Un’opzione di questo tipo è sfruttata in protocolli 
quali DMX e DALL 

Oltre a ciò, un singolo driver per LED potrebbe avere più 


canali per LED HB. Per esempio i 3 
canali di un LED RGB (Red, Green, 
Blue) potrebbero essere pilotati a dif¬ 
ferenti livelli di corrente/variazione di 
luminosità al fine di ottenere una par¬ 
ticolare tonalità di bianco. I LED RGB 
possono essere miscelati (nelle giuste 
proporzioni) in modo da generare qual¬ 
siasi colore all’interno del diagramma 
di cromaticità CIE 1931 (ovvero del 
modello colorimetrico che rappresen¬ 
ta tutti i colori percepibili dall’occhio 
umano). Nei sistemi LED HB il rileva¬ 
mento e la protezione dei guasti sono 
fattori critici. Il sistema deve quindi 
essere in grado di gestire e reagire a 
malfunzionamenti prodotti da sovra- 
correnti o sovratensioni. 

Di seguito sono riportati i requisiti richiesti per due dei più 
importanti componenti di un sistema per il pilotaggio dei 
LED: 

1. Controllore “intelligente" 

Un core MCU a 8 bit è di solito sufficiente per un sistema di 
illuminazione a LED in quanto dotato della potenza di elabo¬ 
razione necessaria e di risorse adeguate di memoria (RAM/ 
flash). Potrebbe risultare vantaggiosa la disponibilità di un 
controllore a segnali misti con convertitori A/D e PGA, in 
modo da garantire l’interazione con il mondo esterno. Molto 
utile anche la presenza di un sensore di temperatura. 

Esso dovrebbe supportare le più diffuse interfacce di comu¬ 
nicazione - come ad esempio I2C, SPI e UART - in modo da 
poter interagire, se richiesto, con altri processori presenti 



Fig. 3 - Schema di un sistema per il pilotaggio di LED HB che utilizza un 
controllore PowerPSoC 
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Fig. 4 - Pilotaggio di un LED HB mediante PowerPSoC nel caso di topologia buck con carico flottante 


nel sistema. Un ulteriore vantaggio è 
rappresentato dal supporto per i pro¬ 
tocolli utilizzati nel settore deU’illumi- 
nazione, come ad esempio DMX/DALI, 
così da semplificare l'integrazione in 
reti di illuminazione. Il processore, 
inoltre, dovrebbe essere in grado di 
gestire le tabelle di binning e gli algo¬ 
ritmi per il mescolamento dei colori e 
la gestione delle diverse caratteristi¬ 
che della luce. 

2. Driver per LED 

Questo dispositivo dovrebbe essere 
in grado di pilotare più canali LED 
e garantire la flessibilità necessa¬ 
ria per eseguire questa operazione 
in presenza di configurazioni buck, 
boost o buck-boost. L’integrazione di funzioni di rileva¬ 
mento e protezione contro i guasti e il supporto della va¬ 
riazione di luminosità in modalità PWM completano il pro¬ 
filo del driver ideale. 

Un altro indubbio vantaggio è un alto livello di integrazione: 
il driver dovrebbe quindi includere il maggior numero di 
componenti possibile come MOSFET a commutazione, CSA 
(Current Sense Amplifier) e circuiti per il pilotaggio del gate 
(gate driver). Ciò contribuisce non solo a ridurre gli ingom¬ 
bri a bordo della scheda, ma anche a semplificare il progetto 
del sistema. 

Sul mercato sono reperibili parecchie MCU a 8 bit che sod¬ 
disfano i requisiti appena menzionati, ma il circuito per il 
pilotaggio del LED deve essere un componente separato, 
come evidenziato dallo schema di figura 2. In modo del tutto 
analogo sono disponibili in commercio numerosi driver 
per LED con le caratteristiche appena sopra elencate, ma è 
necessaria la presenza di un altro controllore per completa¬ 
re il sistema. Recentemente è apparsa alla ribalta una nuova 
serie di controllori per LED HB dedicati in grado di abbinare 
entrambi i componenti richiesti in modo ottimale. L’uso di 
controllori di questo tipo comporta numerosi vantaggi che 
vanno dalla riduzione del numero di componenti alla possi¬ 
bilità di sviluppare l’applicazione in tempi rapidi. 

I controllori PowerPSoC di Cypress Semiconductor sono 
un esempio di circuiti di pilotaggio per LED HB che inte¬ 
grano in modo efficace le funzionalità di un driver per 
LED e di controllore "intelligente”. I dispositivi PowerP¬ 
SoC abbinano un controllore a segnali misti PSoC 
(Programmable System On Chip), che svolge il ruolo di 
controllore “intelligente" a un core di potenza dedicato 
specializzato nel pilotaggio dei LED. 


Grazie all’utilizzo di PowerPSoC, il sistema di pilotaggio per 
LED HB risulta molto semplificato, come riportato in Figura 3. 
Di seguito sono elencati i principali componenti presenti in 
un dispositivo PowerPSoC per il pilotaggio di LED HB: 

1. Controllore isteretico: il compito principale è regolare la 
corrente che fluisce attraverso i LED. 

2. Amplificatore perii rilevamento di corrente (CSA - Cur¬ 
rent Sense Amplifier): un CSA high side consente al control¬ 
lore isteretico di rilevare i limiti inferiore e superiore della 
corrente del LED. 

3. Circuito per il pilotaggio del gate e FET: sono presenti 
FET low side con valore nominale di Vds di 32 V e driver per 
il gate interno. 

4. Modulatore: il modulatore è richiesto per la variazione 
digitale della luminosità. PowerPSoC supporta vari tipi di 
modulatore come ad esempio PWM, PrISM e SSDM. 

5. Circuito di scatto (trip): PowerPSoC dispone di converti¬ 
tori D/A e comparatori le cui uscite possono far “scattare” il 
controllore isteretico in caso di guasto. 

Nella figura 4 è riportato lo schema di pilotaggio di un LED 
HB utilizzando PowerPSoC nel caso di una topologia buck 
con carico flottante (ovvero non collegato a massa). 

In conclusione i LED HB possono rappresentare una valida 
alternativa alle classiche sorgenti luminose a incandescenza 
e a fluorescenza. I circuiti di pilotaggio per LED che abbina¬ 
no elevata efficienza, costo ridotto e alte prestazioni rivesto¬ 
no un ruolo chiave. Si tratta in ogni caso di un mercato dalle 
enormi potenzialità ed è prevedibile una rapida evoluzione 
tecnologica nel settore dei driver per LED HB, nel momento 
in cui i costruttori sono fortemente impegnati a soddisfare 
le necessità di un mercato emergente e le aspettative dei 
consumatori.* 
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Collaudo dei sistemi eCall: 
come sfruttare le sinergie con 
le piattaforme di test GSM 

Il tester MD8475A di Anritsu è in grado di simulare 
in maniera efficace le sezione PLMN e PSAP 
della rete “live”, oltre a rendere disponibile una 
piattaforma intuitiva e comoda per verificare le 
connessioni della chiamata vocale e il contenuto 
informativo dell’MDS trasmessi dal dispositivo IVS 
soggetto a collaudo 
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Fig. 1 - Struttura dell'architettura di rete del sistema eCall 


I l sistema eCall (Emergency Cali - siste¬ 
ma di chiamata automatica di emer¬ 
genza) è un servizio di comunicazione 
cellulare di emergenza che sarà obbliga¬ 
torio in tutta Europa sulle auto nuove a 
partire dal 2015. L’implementazione del 
sistema eCall dovrà risultare conforme 
con gli standard europei approvati dagli 
organismi di normazione CEN ed ETSI. 

In caso di emergenza o al verificarsi 
di un incidente il sistema eCall, basato 
sul numero unico europeo 112, avvierà 
automaticamente una chiamata ai servizi 
di emergenza sfruttando qualsiasi rete 
cellulare che sarà inoltrata a cali center 
dedicati identificati con l’acronimo PSAP 
(Public Safety Answering Point - centro 
di raccolta delle chiamate di emergenza). L’introduzione 
delFeCall non servirà certamente a impedire il verificarsi di 
incidenti, ma contribuirà ad accelerare l’arrivo dei soccor¬ 
ritori sul luogo dove è avvenuto l’incidente o si è verificata 
un’emergenza. 

Una volta stabilito, in modo manuale o automatico, un canale 
di comunicazione tra l’operatore del servizio di emergenza 
e il guidatore del veicolo, è possibile avviare una comunica¬ 
zione vocale full duplex: sulla medesima connessione di rete 
è anche possibile trasferire altre informazioni utili. 

Fin dalla sua comparsa la telefonia cellulare si è basata su 


diversi sistemi di funzionamento principali, o generazioni, 
basati su differenti tecnologie e standard di comunicazioni 
(come LTE - quarta generazione - UMTS - terza generazione 
- e GSM - seconda generazione) in grado di gestire e fornire 
dati e controlli del protocollo richiesti per il corretto funzio¬ 
namento del sistema eCall nel suo complesso. 

Poiché il requisito primario di questo servizio non è l’am¬ 
piezza di banda, nella fase iniziale il sistema eCall sfrutterà 
la tecnologia cellulare 2G, ovvero di seconda generazione 
(GSM/GPRS/EDGE) in quanto l’infrastruttura di rete e l’imple¬ 
mentazione dei dispositivi è comune in tutti i Paesi europei e 
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nel corso degli anni ha dato prova di affidabilità e robustez¬ 
za in ambienti "severi”. 

In ogni caso è ragionevole aspettarsi che I futuri chipset 
per applicazioni eCall supporteranno differenti tecnologie 
cellulari (HSPA & LTE), in grado di garantire una copertura 
su scala globale utilizzando più standard di accesso. 

Moduli e dispositivi per applicazioni eCall saranno verranno 
verosimilmente integrati nei sistemi telematici presenti a 
bordo dei veicoli e rivestiranno un ruolo sempre più impor¬ 
tante nella progettazione della componente elettronica del 
veicolo. 

Per l’implementazione, la messa in esercizio e il funziona¬ 
mento dell’architettura eCall sono necessari I blocchi base 
di seguito descritti: 

• Sistema IVS (In Vehicle System) - Modulo contenente 
l’unità telematica dell’automobile progettata e realizzata dai 
produttori del veicolo e/o dagli OEM. All’interno del siste¬ 
ma IVS saranno presenti altri sottosistemi tra cui il modulo 
GPS, i sensori del veicolo, microfono/altoparlante, il modem 
in-band per trasmettere le informazioni sullo stesso canale 
vocale al centro PSAP, il modem di comunicazione 2G/3G 
e il software applicativo del veicolo. Il messaggio voce/ 


dati del sistema eCall ha origine ed è attivato all’interno del 
veicolo in maniera automatica o grazie all’intervento del 
guidatore. 

• Rete del gestore mobile - Essa ha la responsabilità di 
trasmettere e istradare il messaggio di emergenza, che 
viene riconosciuta come una eCall grazie all’icone “eCall” 
(“eCall flag), al PSAP. 

• PSAP (Public Safety Answering Points) - Si tratta di un 
cali center che ha il compito di rispondere alle chiamate 
di emergenza e di implementare le relative infrastrutture 
che consentono di ricevere e rispondere a una chiamata 
di emergenza (eCall). Esso inoltre si preoccupa di inviare 
messaggi di controllo all’IVS per avviare la trasmissione 
del MSD e fornire il riscontro ACK/NACK (riconoscimento/ 
non riconoscimento) per l’HARQ (richiesta di ripetizione 
automatica). 

Nel caso di una collisione viene stabilita una connessione 
(riconosciuta come chiamata d’emergenza grazie all’icona 
eCall) tra il centro PSAP e il guidatore del veicolo in modo 
da consentire una comunicazione vocale bidirezionale. 
Oltre a ciò una eCall è in grado di trasferire messaggi dati 
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Displays PSAP status 
Off Hook : 

Communication with IVS 

begin 

On Hook : 

Communication with IVS 
end 



SetMSD communication status 
MSD Pulì : Send MSD 
communication stari 

signal from PSAP modem 
(Pulì mode) 

Reset : Initialize status (change to 
Idle ) 


Displays MSD communication 
result (sequence / decode). 
Save : Save MSD communication 
result to file 


Fig. 2 - Panoramica della GUI per il test dell'eCall del tester MD8475A 


dal veicolo sulla medesima connessione di rete cellulare. 

Un requisito chiave è rappresentato dal fatto che nel caso di 
una eCall la chiamata vocale e le informazioni relative ai dati 
devono utilizzare il medesimo canale vocale fisico poiché 
GSM e GPRS non forniscono la necessaria priorità del servi¬ 
zio o disponibilità. 

Il vantaggio di instradare il trasferimento dati sulla connes¬ 
sione del percorso vocale consentirà al sistema eCall di 
utilizzare i protocolli di routing el 12 distribuiti attraverso 
l’infrastruttura della rete cellulare esistente. 

Il contenuto informativo dei dati, identificato dall’acronimo 
MSD (Minimum Set of Data) come previsto dallo standard 
EN 15722:2011, sarà rappresentato da informazioni quali 
l’esatta localizzazione del veicolo (ricavato dal sistema GPS 
ospitato a bordo del veicolo), l’ora e il luogo preciso dell’in¬ 
cidente, compresa la direzione di marcia, e l’identificazione 
del veicolo (VIN - Vehicle Identity Number). Nella figura 1 
è riportata la struttura dell’architettura di rete del sistema 
eCall. 

Modem dati in-band del sistema IVS 
I blocchi base principali del transceiver in-band sono i 
seguenti: sezione CRC (Cyclic Redundancy Check), codec 
FEC (Forward Error Correcton), encoder HARQ (Hybrid 
Automatic Repeat Request), modulatore/demodulatore dati 
e blocco di sincronismo/multiplazione. 

L’informazione MSD originale viene immessa nel modem del 


sistema IVS attraverso la sezione 
CRC nella quale vengono aggiunti bit 
di dati del codice ciclico all’informa- 
zione originale. 

Questo codice di rilevazione degli 
errori aggiuntivo è utilizzato dal 
modem dati del PSAP per determina¬ 
re se il messaggio originale trasmes¬ 
so dall’IVS è stato alterato durante il 
processo di trasmissione. 

Se il controllo effettuato per la veri¬ 
fica dei dati rileva qualche errore, il 
sistema invierà messaggi di riscon¬ 
tro ACK / NACK dal PSAP con la 
richiesta di ripetizione della trasmis¬ 
sione (ARQ) di ogni blocco dati che 
ha fatto registrare problemi. 

In secondo luogo, i bit di informazio¬ 
ne dell’MDS sono sottoposti alla codi¬ 
fica del canale nell’encoder HARQ 
utilizzando la correzione dell’errore 
diretta (FEC), dove vengono aggiunti 
bit di rilevamento dell’errore ridon¬ 
danti ai dati dell’MSD già modificati dal controllo di ridon¬ 
danza ciclico (CRC). 

L’encoder HARQ, che si può definire una combinazione tra 
della codifica FEC e di tecniche ARQ, solitamente integra uno 
schema di codifica Turbo con ridondanza incrementale che 
viene aggiunta a ogni ri-trasmissione dei dati. 

La tecnica FEC viene utilizzata per ridurre la sensibilità agli 
errori che si verificano durante una trasmissione dati in 
presenza di collegamenti al canale RF cellulare inefficienti 
o affetti da rumore. Questa tecnica permette al modem del 
centro PSAP addetto alla ricezione di correggere qualsiasi 
errore senza richiedere una nuova trasmissione del messag¬ 
gio dati originale. 

Rispetto alla tradizionale tecnica ARQ, HARQ assicura 
migliori prestazioni in condizioni di canale non ottimali, ma 
ha lo svantaggio di essere caratterizzata da una velocità di 
trasmissione dati nettamente inferiore quando le condizioni 
del canale sono migliori. 

Il modulatore del segnale esegue una conversione verso l’al¬ 
to (up conversion) del flusso di dati tramite un miscelamento 
(mixing) di una forma d’onda della portante adeguata con il 
contenuto dei dati che può essere così utilizzato dai codec 
vocali (speech codec). 

I codificatori e i decodificatori del segnale vocale sono in 
grado di supportare vari schemi di compressione di dati 
audio - AMR (Adaptive Multi Rate), GSM FR (Full Rate) e HR 
(Half Rate) - che generano in un’uscita una rappresentazione 
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compatta del flusso di bit di dati del segnale vocale analogico 
garantendo contemporaneamente un livello di qualità audio 
adeguato. 

Questi standard per la codifica del parlato sono comunemen¬ 
te impiegati dalle tecnologie di comunicazione GSM e UMTS. 
La sezione di ricezione corrispondente del modem dati 
dell'IVS è utilizzata per demodulare e monitorare i messaggi 
ACK/NACK inviati dal modem del sistema PSAP. 

Una volta completata la trasmissione dell’MSD e ricevuto un 
messaggio ACK positivo dal sistema PSAP, i modem dell’IVS 
e del PSAP vengono posti nello stato di riposo (idle) disatti¬ 
vando i percorsi del segnale di trasmissione del dispositivo. 
Le sezioni corrispondente del trasmettitore e del ricevitore 
del modem del sistema PSAP hanno i medesimi blocchi base 
ma funzionano in modo inverso, senza utilizzare il blocco del 
meccanismo HARQ e adottando una diversa implementazione 
dell’algoritmo FEC. 
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solo magnetici ottimizzati evitano di sprecarne le potenzialità. 


Maggiori informazioni su: 


www. resona n t-converters. eu 


Modem radio cellulari 2G/3G/LTE 

I modem radio mettono a disposizione i mezzi necessari per 
trasportare in maniera efficace il contenuto vocale e quello 
dell’MSD sulla rete di trasmissione cellulare tra i sistemi IVS 
e PSAP. 

Le varie sezioni del transceiver sono contenute all’interno 
del modem radio ed espletano una pluralità di funzionalità - 
banda base digitale, convertitori A/D e D/A, modulazione RF, 
sintetizzatore di frequenza usato per la generazione dell’oscil¬ 
latore locale (LO), amplificazione della potenza del segnale 
e filtraggio bidirezionale per la ricezione e la trasmissione 
attraverso l’antenna RF. 

Una soluzione per il test eCall 

II tester MD8475A di Anritsu è in grado di simulare in maniera 
efficace le sezione PLMN e PSAP della rete “live” (ovvero in 
funzione), oltre a rendere disponibile una piattaforma intuitiva 
e comoda per verificare le connessioni della chiamata vocale 
e il contenuto informativo dell'MDS trasmessi dal dispositivo 
IVS soggetto a collaudo (DUT - Device Uder Test). 

Quando si utilizza la soluzione per il collaudo dell’eCall l’u¬ 
tente non è limitato o costretto a eseguire il collaudo in una 
rete cellulare funzionante e ricorrere a un fornitore di servizi 
PSAP, con il rischio di incorrere in ritardi temporali o svan¬ 
taggi di varia natura. Il vantaggio di utilizzare un ambiente 
di collaudo controllato e simulato è rappresentato dal fatto 
che il DUT non sarà soggetto a problemi di qualità del link e 
della cella tipici delle reti “live”. Ciò ha effetti positivi anche 
durante il collaudo dei livelli più alti dell’implementazione del 
protocollo software. 

Il tester per eCall integra le funzioni necessarie per il collaudo 
della sequenza di comunicazione vocale e l’MSD tra il sistema 
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Software processing 


CD User operation 


Fig. 3 - Messaggio del protocollo della sequenza eCall in una rete GSM 


IVS (DUT Device Under Test) e il PSAP.Le funzionalità rela¬ 
tive alla sequenza di comunicazioni attualmente supportate 
dallo strumento comprendono codec vocale (AMR, GSM-HR/ 
FR), modem in band (modalità Push&Pull), chiamate rien¬ 
tranti (loopback) e all’operatore voce e qualità vocale. 

Il tester visualizza lo stato delle comunicazioni tra i sistemi 
IVS e PSAP - ovvero lo stato della chiamata di emergenza 
(MSD/chiamate vocale) e del modem in-band - oltre a visua¬ 
lizzare, salvare e confrontare i risultati del collaudo per la 
sequenza del modem in-band e delle informazioni decodifi¬ 
cate dell’MSD (Fig. 2). 

Poiché il tester MD8475A supporta tutti i principali standard, 
come ad esempio GSM, WCDMA, HSPA+ e LTE, è in grado di 
proporsi come piattaforma in grado di supportare le future 
evoluzioni dell’implementazione della tecnologia eCall. 

I vantaggi della soluzione eCall di Anritsu 

II sistema di simulazione eCall permette di affrontare in 
maniera efficace numerosi problemi che si presentano 
utilizzando un sistema di rete già funzionante. Uno di 
questi ostacoli è rappresentato dal collaudo dei servizi di 
emergenza senza la necessità di contatto con un operato¬ 
re. In questo modo è possibile evitare l’avvio fortuito di 
una risposta dei servizi di emergenza. In secondo luogo 
se è richiesto il collaudo dei servizi di emergenza su reti 


funzionanti non ancora installate e con¬ 
figurate, senza collegamento al sistema 
PSAP, il sistema per il collaudo eCall di 
Anritsu viene utilizzato come strumento 
per la simulazione e il collaudo durante lo 
stadio di sviluppo in attesa delTimplemen- 
tazione della rete. Nella figura 3 è riportata 
la struttura del messaggio del protocollo 
della sequenza di una eCall su una rete 
GSM. Il DUT IVS contiene i diversi blocchi 
funzionali che richiederanno il collaudo 
e la verifica in modo indipendente. Per 
verificare le informazioni “grezze” conte¬ 
nute nell'MSD è necessario un analizzato- 
re logico per confermare la trasmissione 
della ridotta velocità di trasferimento dati 
seriale definita dal proprio insieme di 
definizione dei requisiti. Il tester MD8475A 
non verifica in maniera indipendente le 
funzionalità del blocco del modem in band 
isolato. Abbinando tutti i singoli elementi 
che compongono il sistema IVS, l’MSD, il 
modem in-band e il modem radio cellulare, 
la soluzione eCall di Anritsu è in grado di 
effettuare la verifica del sistema nel suo 
complesso. Di conseguenza, il principale vantaggio è rap¬ 
presentato dalla possibilità di eseguire un test completo 
del sistema (end to end) senza necessità di effettuare una 
chiamata attraverso l'operatore, oltre a poter simulare una 
soluzione funzionante completa con tutti quegli elementi 
- come modem, microfoni e altoparlanti - che saranno pre¬ 
senti su una rete reale. Poiché MD8475A comprende una 
emulatore di celle della stazione base, la sezione del modem 
radio può essere verificata in maniera indipendente come 
entità autonoma separata. Il tester MD8475A si propone 
come una piattaforma versatile che permette di collaudare 
in maniera comoda e affidabile le chiamate di emergenza 
(eCall) che sarà obbligatorio in tutta Europa. 
L'implementazione di semplici routine di test e il supporto di 
nuovi standard di telefonia cellulare consentirà un aggior¬ 
namento molto semplice di questo tester nel momento in cui 
verranno apportate modifiche e miglioramenti agli standard 
eCall. ■ 

Bibliografia 

3GPP TS 26.267 VI 1.0.0 (2012-03) - eCall Data Transfer; In- 
band modem solution; General description (Release 11) 

3GPP TS 26.269 VI 1.0.0 (2012-09) - eCall Data Transfer; In- 
band modem solution; Conformance Testing (Release 11) 
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Dissipatori termici 
e ventole refrigeranti 

reichelt offre un'ampia scelta di ventole assiali Sunon, che 
ha in assortimento ventole assiali che, grazie al sistema 
brevettato MagLev, sono liberamente posizionabili e fun¬ 
zionano molto a lungo e in silenzio. Nel sistema MagLev 

il rotore è tenuto in 
posizione con moda¬ 
lità touchless da un 
campo magnetico 
permanente, reichel 
elektronikoffre anche 
le ventole hightech di 
ebm Papst. 

Le ventole si con¬ 
traddistinguono per 
le concezioni equi¬ 
librate rese possibili 
da oltre 60 anni di 
know-how negli azionamenti. Le ventole CC sono general¬ 
mente dotate di motori a rotore esterno, la cui elettronica di 
comunicazione è integrata, con una soluzione salvaspazio, 
nel mozzo della ventola. Anche le ventole CA con motori a 
condensatore o a poli schermati sono realizzate secondo il 
principio a rotore esterno. 



TRACE32 supporta Windows 
Embedded Compact 2013 


TRACE Q2 


Lauterbach ha recentemente esteso il suo supporto per la 
famiglia RTOS Windows Embedded Compact. È ora suppor¬ 
tata l'ultima versione 
"Windows Embedded 
Compact 2013". Il 
debugger "TRACE32" 
è anche compatibile 
con il nuovo compila¬ 
tore ARM di Microsoft, 
in grado di generare 
codice Thumb2. In 
tal modo TRACE32 
supporta, in modo 
facile e integrato, svi¬ 
luppo e test di ker¬ 
nel, drivers, processi 
e DLLs. Aggiungendo 
al sistema un modulo 
di trace hardware, l'u¬ 
tente può eseguire analisi sulle prestazioni in tempo reale fino 
a livello di thread. 

Lauterbach ha esteso il proprio supporto RTOS "Windows 
Embedded" per il debugger TRACE32 in modo da includere 
questa nuova versione. 



Oscilloscopio tascabile 
da 200 MHz 

Pcb Technolgies ha presentato la nuova gamma di oscilloscopi 
della serie PicoScope 2000, della grandezza di un passaporto e 
dello spessore di soli 
19 mm. Collegabili e 
alimentabili tramite 
USB, gli oscilloscopi 
offrono una larghezza 
di banda di 200 MHz 
e sono dotati di gene¬ 
ratore di forma d'onda 
arbitraria, pur essendo 
quasi l'80% più picco¬ 
li della generazione 
di modelli PicoScope 
precedente. Le specifi¬ 
che tecniche includo¬ 
no una frequenza di 
campionamento massima di 1 GS/s, compensazione analogica 
regolabile sul range di ingresso completo e streaming USB ad 
alta velocità fino a 1 MS/s per acquisizioni di forma d'onda per 
un massimo di 100 milioni di campioni in lunghezza. La sorgen¬ 
te di segnale integrata può fungere da generatore di segnale 
standard (per le funzioni seno, quadrato, triangolo e altre 
ancora) con scansione programmabile o da generatore di forma 
d'onda arbitraria da 20 MS/s a 12 bit con funzioni complete. 

TI Designs semplifica 
la progettazione di sistemi 

Texas Instruments ha presentato TI Designs, una libreria di 
progetti di riferimento che amplia l'offerta di prodotti analogici, 
processori embedded e connettività di TI per applicazioni in 
ambito industriale, 
automobilistico, 
beni di largo con¬ 
sumo, comunica¬ 
zioni e informatica. 

TI Designs è una 
libreria completa 
in cui ogni proget¬ 
to contiene dati di 
test, schemi o dia¬ 
grammi a blocchi, 
distinta base (BOM) 
e file di progetta¬ 
zione che spiegano 
funzioni e prestazioni di un circuito. Il materiale di supporto può 
comprendere anche modelli, software, esempi di codice, guide 
di progettazione, moduli di valutazione e altro ancora, per 
accompagnare i progettisti lungo tutto il percorso di proget¬ 
tazione. Per maggiori informazioni: www.ti.com/tidesiqns-pr. 


Industry’s most extensive 
reference design library, 

System-and subsystem-level Solutions for analog 
embedded processors and connectiviP**-* 


TI Designs provides: 

• Reference designs across industriai, automotive, consumer)'' 
Communications and computing applications, among others ] 

• Robust designs witb test data, schematic or block diagram, 
bill of materials and design files 


TI Designs 


Texas Instruments 
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Flash Drive USB 
ad alta capacità 64GB 

Transcend Information ha lanciato due nuovi Flash drive da 
64GB di capacità che includono la JetFlash 770 64GB USB 3.0 e la 
JetFlash 520 64GB USB 2.0. Con un enorme spazio di archiviazio¬ 
ne e un ingegnoso design senza tappo, queste unità flash USB 
offrono il modo più semplice per trasferire file di grandi dimen¬ 
sioni tra computer dotati 
di porte USB. 

Sfruttando al massimo 
la loro capacità di 64GB, 
le nuove unità flash USB 
di Transcend consento¬ 
no agli utenti di archi¬ 
viare, trasferire, salvare 
e condividere la loro 
intera collezione di file 
multimediali personali e 
di dati essenziali. Ogni 
unità flash da 64 GB può 
contenere più di 30.000 
immagini (compressione jpg, dimensione del file 2 MB), più di 
16.000 canzoni mp3 (4 min a canzone, qualità 128Kbps) o più di 
23 ore di video in qualità DVD (2.25GB per ora). 



Nuovi strumenti e funzionalità 
per i registratori ScopeCorders 



Yokogawa ha aggiunto due nuovi strumenti alla famiglia 
ScopeCorder di registratori portatili di dati multicanale. I nuovi 
DL850E e DL850EV (Vehicle Edition) ScopeCorders incorpora¬ 
no una serie di nuove funzionalità per consentire ai tecnici di 
misurare e analiz¬ 
zare una grande 
quantità di segnali 
in tempo reale e 
per accelerare lo 
sviluppo e la ricer¬ 
ca guasti in settori 
come l'elettronica 
di potenza, la mec¬ 
catronica e i trasporti. Oltre alla capacità multicanale relativa 
ai canali opto-isolati ad alta velocità e alla lunga capacità di 
memoria, i nuovi strumenti della serie DL850E hanno la capacità 
di effettuare misurazioni in tempo reale e l'analisi della potenza 
elettrica. Gli ScopeCorders DL850E e DL850EV sono dotati di 
una memoria di acquisizione veloce e di grandi dimensioni che 
consente di memorizzare fino a 2 gigapunti di dati e di fornire 
alte frequenze di campionamento, fino a 100 MS/s, su più canali 
contemporaneamente. 

La funzione di memoria storica unica di Yokogawa permette agli 
utenti di isolare in modo rapido ed esaminare i singoli record di 
forme d'onda per un' analisi dettagliata. 
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Fiber Visualizer semplifica 
installazione e manutenzione 
reti in fibra ottica 

Anritsu ha annunciato l'introduzione della funzionalità Fiber 
Visualizer per la propria piattaforma Network Master MT9090A, 
un'ulteriore semplificazione per 
chi esegue i test in campo su cavi 
in fibra ottica e deve identificare e 
qualificare rapidamente connes¬ 
sioni e giunzioni (splice) durante 
l'installazione e la manutenzione 
di reti di reti ad alta velocità, FTTH, 

CATV, di accesso, di backhaul per 
i servizi mobili, FTTA, DAS e reti 
metropolitane. Mediante una 
semplice procedura passo-passo, 

Fiber Visualizer consente di effettuare un collaudo completo 
della fibra ottica, compresa scelta dei parametri, acquisizione 
della traccia, analisi dell'evento, accettazione PASS/FAIL e gene¬ 
razione di rapporti di misura. Al termine del collaudo è disponi¬ 
bile un riassunto di tipo grafico dell'intera fibra che garantisce 
all'utente una visibilità estremamente chiara e semplice della 
struttura della tratta in fibra ottica appena misurata. Un tasto 
dedicato consente all'utilizzatore di commutare velocemente tra 
il riassunto grafico basato su icone alla traccia deH'OTDR, mentre 
è possibile generare in tempi brevi un resoconto complete in 
formato PDF. 



Apparecchi 

a LED per applicazioni a plafone 

Cree ha presentato un nuovo apparecchio LED CPY250 per 
applicazioni a pensilina e plafone. Con un'efficacia superiore del 
50% rispetto ai sistemi a ioduri metallici (MEI) e con performan¬ 
ce complessive superiori del 10% rispetto alle soluzioni a LED 
presenti sul mercato, la nuova serie CPY offre un'illuminazione 
eccezionale in molteplici tipologie di applicazione a pensilina 
e a plafone, tra cui stazioni di servizio, siti industriali e di 
produzione. 

CPY è disponibile sia con lente piatta che a 
goccia prismatica, e in due versioni di 
flusso luminoso per soddisfare sia 
le diverse esigenze di illuminazione 
(sul piano verticale e orizzontale) sia 
le prestazioni richieste dalle classiche 
applicazioni a pensilina o plafone. Il nuovo 
CPY250 è progettato per una facile installazione e 
il grado di protezione IP66 garantisce i requisiti necessari 
per la resistenza agli agenti atmosferici. Il driver integrato all'in- 
terno dell'apparecchio semplifica ulteriormente il montaggio, 
riducendo tempi e costi di installazione. CPY250 è dotato della 
garanzia Cree di 10 anni. 
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PRODUCTS 

^SOLUTIONS 


Regolatore Module step-down 
a tre uscite da 10A 



15 X15 X S£lMH BGA 

am® 


Linear Technology ha lanciato I1TM4633, un regolatore- 
Module (micromodule) step-down a 3 uscite da 10A in un 
package BGA di 15 x 15 x 5,01 mm con dissipatore integrato 
per funzionalit di dissipazione termica avanzate. Combinato 
con condensatori di bypass e tre 
resistenze, I1TM4633 adatto a sche¬ 
de a circuiti stampati a doppio lato 
da 4,5cm2. Il dissipatore di calore 
integrato deH'LTM4633 (introdotto 
precedentementeneH'LTM4620A da 
13A) consente a ciascuna delle tre 
uscite di fornire 10A a1,8VOUT da 
12VIN con un'efficienza deN'88% a 
una temperatura ambiente di 52C 
senza dissipatore di calore esterno o flusso d'aria. Con un 
dissipatore di calore esterno e un flusso d'aria di 200LFM, 
la temperatura dell'ambiente operativo migliora fino a 67C. 
L1TM4633 indudecontroller DC/DC, interruttori, induttori 
e compensazione in un unico package. Le tensioni di uscita 
regolate sono regolabili da 0,8V a 1,8V su due canali e da 0,8V 
a 5,5V sul terzo canale, con una precisione di 1,5% su linea, 
carico e temperatura. 


Alimentatori da 1.200W 
con efficienza del 94% 



Murata Power Solutions ha annunciato l'introduzione di 
DI U54P, una nuova serie di alimentatori front-end da 1.200W 
larghezza frontale pari a 54 mm. Caratterizzati da un'efficien¬ 
za superiore al 94% e da una densità di potenza maggiore di 
28W/in3, questi alimentatori a basso profilo hanno dimensio¬ 
ni di 54,5x321,5x40 mm e sono 
ospitati in un package standard 
di altezza pari a 1U. L'elevata 
efficienza di questi alimentatori 
consente di rendere meno severi 
i requisiti in termini di raffredda¬ 
mento e contribuisce a ridurre i 
consumi delle applicazioni dell'u- 
tilizzatore. Senza dimenticare che 
questi alimentatori forniscono 
una potenza superiore - in misu¬ 
ra almeno dell'8% - rispetto ad 
analoghe soluzioni disponibili a parità di fattore di forma. La 
linea DI U54P è composta da due modelli in grado di fornire 
una potenza di 1.200W (con tensione di uscita di +12 VDC), 
oltre a un'uscita ausiliaria di 15W (+5 VDC). Entrambi i modelli 
accettano in ingresso l'intera gamma di tensione AC univer¬ 
sale - da 90 a 264 VAC - con correzione del fattore di potenza 


(PFC). Per il raffreddamento ad aria forzata è disponibile una 
ventola interna a velocità variabile. L'intervallo di temperatu¬ 
ra operativa è compreso tra 0 e 60°C. 

Connettore FPC/FFC 

Il nuovo connettore XF3M FPC/FFC di Omron è ideale per 
collegare pannelli LCD alle schede di circuito stampato o 
per effettuare altre connessioni board to board in appli¬ 
cazioni quali apparecchiature industriali, elettrodomestici, 
stampanti, TV LCD e sistemi 
mobili. La caratteristica chiave 
del nuovo XF3M è un inno¬ 
vativo meccanismo di chiusu¬ 
ra rotativa posizionato al lato 
opposto dell'ingresso cavo, 
che agevola l'inserzione in fase 
di montaggio, e permette una 
ritenzione del cavo in esercizio 
estremamente sicura; inoltre 
produce una conferma mecca¬ 
nica positiva quando l'installa¬ 
zione è stata effettuata correttamente. La struttura dell'XF3M 
si basa su una slitta rotativa atta a garantire la connessione, 
montata in modo indipendentemente dallo zoccolo FPC/FFC 
dove viene alloggiato il cavo; un chiaro "click" all'atto della 
connessione conferma che l'aggancio è avvenuto in modo 
completo. 

Nuova certificazione 
per X CAPZero 

Power Integrations ha annunciato che il suo circuito integra¬ 
to con funzione di scarica automatica dei condensatori di 
classe X CAPZero ha conseguito la certificazione IEC CTL DSH 
1080, che si aggiunge - ed è 
obbligatoria - allo schema 
CB (Certifìcation Body) delle 
norme IEC60950 e IEC60065 
che regolano la sicurezza 
della scarica dei condensa- 
tori di classe X. I circuiti inte¬ 
grati CAPZero sono semplici 
dispositivi a due terminali 
in un contenitore SO-8 ai 
quali occorre solo aggiun¬ 
gere appositi resistori per implementare la funzione di scarica 
dei condensatori di classe X. I nuovi alimentatori devono 
soddisfare immediatamente il requisito IEC CTL DSH 1080, 
volto ad assicurare che la funzione di scarica di sicurezza dei 
condensatori di classe X di un alimentatore rimanga operativa 
per l'intera durata del prodotto. 
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I moduli di potenza innovativi 
che riducono le dimensioni del sistema 


/JPivr M Moduli di potenza che occupano fino al 60% di spazio in meno 


Specifiche: 


Codice 

Dimen¬ 

sioni 

Tensione 

IO 

(DC@ 

Corrente 

Motore** 

Potenza Motore 

Topologia 

Prodotto 

|mm) 


25°C) 

w/o HS 

w/HS 

V0=150/75VRMS 


IRSM836-024MA 

12x12 

250V 

2A 

470mA 

550mA 

60W/72W 

3P Open 
Source 

IRSM836-044MA 

12x12 

250V 

4A 

750mA 

850mA 

95W/110W 

3P Open 
Source 

IRSM836-025MA 

12x12 

500V 

2A 

360mA 

440mA 

93W/114W 

3P Open 
Source 

IRSM836-035MB 

12x12 

500V 

3A 

420mA 

510mA 

108W/135W 

3P Common 
Source 

IRSM836-035MA 

12x12 

500V 

3A 

420mA 

510mA 

100W/130W 

3P Open 
Source 

IRSM836-045MA 

12x12 

500V 

4A 

550mA 

750mA 

145W/195W 

3P Open 
Source 

IRSM808-105MH 

8x9 

500V 

10A 

1.1 A 

1.3A 

285W/390W 

Half-Bridge 

IRSM807-105MH 

8x9 

500V 

10A 

1.1 A 

1.3A 

285W/390W 

Half-Bridge 


Caratteristiche: 

• Circuito di pilotaggio delle gate integrato 

• Contenitore PQFN compatto che occupa fino al 
60% di spazio in meno 

• Elimina la necessità del dissipatore 

• Corrente nominale DCda 2 A a 10 A 

• Gamme di tensione di 250 V - 500 V 

I vantaggi di fdPM ™: 

• Velocizza la progettazione 

• Riduce le dimensioni della scheda 

• Semplicità - Elimina il dissipatore 

• Sostituisce più di 20 componenti discreti per 
realizzare una stadio completo di pilotaggio 
del motore 

• Abbatte i tempi e i costi di assemblaggio 

• Semplifica l'approwigionamento e la gestione 
delle scorte 



Per maggiori informazioni, chiamateci al +49 6102 884 311 
o visitate il nostro sito www.irf.com 


• Progetti di riferimento e kit di progettazione 
per valutare rapidamente qualsiasi applicazi¬ 
one con motori trifase 


International 

Rectifier 

THE POWER MANAGEMENT LEADER 


iMOTION™, che rappresenta il controllo del moto intelligente, è un marchio di International Rectifier 
* RMS, Fc=16 kHz, PWM a 2 fasi, TCA=70°C, TA - 25°C 



























MERCATI/ATTU ALITA 


Le prospettive del mercato 
degli IC per il power 
management 

Le vendite e le consegne, in termini di unità, dei circuiti integrati per 
applicazioni di power management, sia di tipo analogico sia digitale, 
si prevede che cresceranno nel 2013 ma con considerevoli variazioni. 
Questa e altre indicazioni sono state presentate a settembre in un 
webcast destinato agli abbonati del “Rapporto McClean 2013”. 

I dati riportati dalla ricerca evidenziano che nel suo complesso il mer¬ 
cato mondiale per la parte di componenti analogici ha faticato a regi¬ 
strare una crescita significativa delle vendite negli ultimi cinque anni e 
le prospettive per il 2013 non sono molto differenti. 

Le stime per quest’anno per il mercato degli IC analogici per il po¬ 
wer management infatti prevedono una crescita, in valore, contenuta 
all’1 %, mentre per gli IC digitali le indicazioni sono più ottimiste e 


2012-2013 Analog and Digital IC Market Forecast 


Total Analog IC Market 


2012 

1Q 

1Q/4Q 

2Q 

2Q/1Q 

3Q 

3Q/2Q 

4Q 

4Q/3Q 

Total 2012 

12/11 % 
Change 

Market ($B) 

$10.25 

1% 

$10.5 

2% 

$10.66 

2% 

$9.92 

-7% 

$41.32 

-7% 

Unite (B) 

21.S8 

0% 

23.33 

8% 

24.54 

5% 

23.15 

•6% 

92.60 

-2% 

ASP 

$0.47 

0 % 

$0.45 

-5% 

$0.43 

-3% 

$0.43 

-1% 

$0.45 

-5% 










Total 

13/12 % 

2013 

1Q 

1Q/4Q 

2Q| 

2Q/1Q 

3QF 

3Q/2Q 

4QF 

4Q/3Q 

2013F 

Change 

Market ($8) 

$10.07 

2% 

$10.43 

4% 

$10.85 

4% 

$10.41 

-4% 

$41.76 

1% 

Unite (B) 

23.18 

0% 

26.45 

14% 

28.70 

9% 

27.20 

-5% 

105.53 

14% 

ASP 

$0.43 

1% 

$0.39 

•9% 

$0.38 

-4% 

$0.38 

1% 

$0.40 

-11% 


Total Die 

ital IC Market 

2012 

1Q 

1Q/4Q 

2Q 

2Q/1Q 

3Q 

3Q/2Q 

4Q 

4Q/3Q 

Total 2012 

12/11% 

Change 

Market ($B) 

$50.64 

-2% 

$53.70 

6% 

$54.38 

1% 

$54.76 

1% 

$213.48 

-3% 

Unite (B) 

23.52 

-2% 

24.83 

6% 

25.18 

1% 

23.95 

•5% 

97.48 

-1% 

ASP 

$2.15 

0% 

$2.16 

0% 

$2.16 

0% 

$2.29 

6% 

$2.19 

•3% 










Total 

13/12 % 

2013 

1Q 

1Q/4Q 

2Q 

2Q/1Q 

3QF 

3Q/2Q 

4QF 

4Q/3Q 

2013F 

Change 

Market ($B) 

$52.51 

-4% 

$55.85 

6% 

$59.14 

6% 

$59.62 

1% 

$227.11 

6% 

Unite (B) 

23.21 

•3% 

25.14 

8% 

26.68 

6% 

26.17 

-2% 

101.20 

4% 

ASP 

$2.26 

-1% 

$2.22 

-2% 

$2.22 

0% 

$2.28 

3% 

$2.24 

2% 


Sourco: IC Intiehtt 


indicano una crescita del relativo mercato del 6% (sempre in valore). 
Va sottolineato però che c’è stato nel secondo trimestre del 2013 un 
forte rialzo delle consegne di IC digitali che è stato quantificato nel 
14%. Gli analisti di IC Insiqhts ritengono che questo salto sia legato ad 
aspetti come la ricostituzione delle scorte e la crescita della richiesta 


1H13/1H12 Analog Unit Shipments (B) 

1H12 1H13 % Change 

Total Analog 43.8 48.5 11% 

General Purpose Analog 
Amplifiers 
Interface 

Power Management 
Signal Conversion 
Application Specific Analog 
Consumer 
Computer 
Communications 
Automotive 
Industrial/Other 
Source: WST5, IC Insights 


di dispositivi di tipo mobile. Questo secondo elemento rappresenta 
infatti un notevole catalizzatore per la crescita del mercato degli IC 
analogici per il power management e di quello dei circuiti integrati 
analogici da destinare al segmento consumer. 

Le spedizioni di unità analogiche nel 2013 comunque si prevede che 
supereranno per la prima volta i 100 miliardi di dispositivi. Per quanto 
riguarda i prezzi, invece, l'ASP degli IC analogici dovrebbe scendere 
dell’11% nel 2013. IC Insights ritiene che questo abbassamento dei 
prezzi medi sia correlato a elementi come una maggiore concorrenza 
nell’ottimizzazione dei design per applicazioni mediche e per la salute 
e nei sistemi consumer e di comunicazione portatili. Inoltre, molti pro¬ 
duttori di IC analogici hanno spostato la produzione su wafer da 200 
mm (anche da 300 mm in alcuni casi), il che ha contribuito a ridurre i 
costi di produzione dei die e ha portato a ASP inferiori. 

Alcune delle crescite maggiori per gli IC analogici nel primo semestre 
del 2013 sono state correlate con i device per la gestione dell’alimen¬ 
tazione, dispositivi in grado di prolungare la vita utile delle batterie e 
l’autonomia dei sistemi portatili e di tipo mobile battery-powered. Dal 
punto di vista dei segmenti applicativi, nella prima metà dell'anno una 
crescita molto forte in termini di unità per i device analogici per le 
comunicazioni e l’industria ha compensato le significative diminuzioni 
delle consegne nei segmenti consumer e computer. Le valutazioni di 
IC Insights indicano che l’aumento delle vendite di device elettronici 
portatili per il settore medicale ha contribuito al limitato aumento nelle 
spedizioni di componenti di tipo analogico. 


6.2 

6.0 

-3% 

3.3 

3.7 

10% 

16.7 

19.8 

18% 

1.1 

1.1 

2% 


2.4 

2.0 

-20% 

2.7 

2.3 

-14% 

4.9 

S.8 

19% 

3.3 

3.5 

6% 

3.1 

4.3 

39% 


Cresce il mercato 
del thermal management 

Il thermal management per LED ed elettronica di potenza do¬ 
vrebbe crescere sino a 4,8 miliardi di dollari entro il 2020. I 
materiali per il thermal management e l’elettronica di potenza 
dovrebbero infatti più che raddoppiare dagli 1,8 miliardi di dollari 
del 2013. A sostenerlo sono gli analisti di Lux Research in un 


report intitolato: “Cooling Heats Up: Sizing thè Opportunity for 
Conductive Polymers in Thermal Management”. Gli analisti infat¬ 
ti prevedono che i polimeri termicamente conduttivi dovrebbero 
incrementare il loro market share passando dal 16% del 2013 
al 40% nel 2020. Il principale driver sarà costituito, secondo Lux 
Research, dal thermal management per l'illuminazione a LED 
dove le cifre si stima che arriveranno a 3,8 miliardi di dollari 
nel 2020, guidate anche da una crescita aggressiva nei mercati 
residenziali e commerciali. 
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MERCATI/ATTUALITA 


Kemet apre nuovo 
centro di ricerca 


Kemet ha annunciato l’apertura di un nuovo Electrolytic Innovation 
Centre (EIC) a Weymouth, nel Regno Unito. Sono iniziati a novembre 
2012 i lavori per l’Electrolytic Innovation Centre (EIC) di Weymouth. 
Si tratta di una struttura di ricerca che riunisce le risorse di diversi 
dipartimenti di Kemet, come quello per la Ricerca e Sviluppo, quello 
dedicato alla qualità e quello per il product management. 

I lavori sono stati inizialmente focalizzati cui condensatori elettroliti¬ 
ci in alluminio e la strutture fa parte del progetto di ristrutturazione 
dell’area Business Film and Electrolytic. 

I primi componenti che arriveranno da questa struttura saranno con¬ 
densatori con connettori a vite in grado di resistere ad elevate vibra¬ 
zioni, e una estensione della linea di prodotti a bassa induttanza. 


Accordo europeo fra 
GP Batteries e Avnet Abacus 


Avnet Abacus ha siglato un accordo di distribuzione pan-europeo 
con GP Batteries . che produce batterie basate su diverse tecnologie, 
da quella alcalina a quella agli ioni di litio. Avnet Abacus diventa il 
distributore autorizzato per GP Batteries con un portafoglio di prodotti 
industriali in tutta Europa. Questa iniziativa strategica permette di 
rafforzare la sua presenza in Europa, con particolare attenzione alla 
crescita del business nei settori industriali e OEM. Per GP Batteries 
sostanzialmente questo accordo permette di espandere le sue 
opportunità Europa. Oltre ai componenti off-the-shelf, l’azienda offre 
anche la possibilità di progettazione per soluzioni personalizzate. 

La rete di distribuzione di Avnet Abacus, che può contare su 40 
uffici situati in Europa, offre sia il know how tecnico che la vicinanza 
geografica per supportare i clienti. 


Toshiba estende la famiglia 
di dispositivi di potenza 


in SiC da 650 V 



Gli analisti prevedono una cre¬ 
scita significativa del merca¬ 
to dei dispositivi di potenza in 
carburo di silicio e Toshiba mira 
a soddisfare questa richiesta 
estendendo la propria famiglia di 
diodi a barriera Schottky (SBD) al 
carburo di silicio (SiC) da 650 V. 

I nuovi dispositivi da 6, 8 e 10 A 
sono oggi disponibili in aggiunta al diodo da 12 A, la cui produzione in 
grande serie era già stata avviata all’inizio del 2013. 

La gamma di diodi a barriera Schottky di Toshiba è caratterizzata da 
una corrente inversa di recupero massima (l RRM ) pari a 90 pA @ 650 
V. Tutti i dispositivi sono disponibili in contenitori T0-220 e in altre 
versioni che saranno disponibili a breve 


In crescita il mercato degli 

Mlpe (Modul-Level Power Electronics) 

Microinverter e dispositivi di ottimizzazione in DC, noti colletti¬ 
vamente con l’acronimo Mlpe (Module Level Power Electronics) 
permettono di incrementare la quantità di energia accumulata 
dai pannelli fotovoltaici e ridurre il costo dell’elettricità, conver¬ 
tendo o condizionando la potenza a livello di modulo. Secondo 
una recente indagine di Navigant Research, il mercato di questi 
componenti è destinato a una rapida crescita, passando dai 308 
milioni di dollari die 2013 agli 1,9 miliardi previsti per il 2020. 


Avago Technologies 
investe in Amantys 

Avago ha investito 5 milioni di dollari in Amantys, un’azienda 
innovatrice nel settore dell’elettronica di potenza. Questo 
investimento fa parte di un accordo strategico fra le due 
aziende. Amantys è ora in grado di accelerare la roadmap 
con lo sviluppo di driver IGBT innovativi e nuove soluzioni 
di gate drive. Come parte dell’accordo, Martin Weigert, gm 
dell’lndustrial Fibre Products di Avago, si unirà al board di 
Amantys come direttore non esecutivo. 


Aumenta l'importanza 
delle batterie ricaricabili 

Le consegne di batterie ricaricabili con tecnologia agli ioni di litio si 
prevede che raggiungeranno i 6 miliardi entro il 2023, un notevole 
salto rispetto ai 3,6 miliardi previsti per il 2013. 

A sostenerlo sono gli analisti di Navigant Research nel report intitolato 
“Advanced Batteries for Portable Power Application”. 

Le batterie e i chip per l’alimentazione, secondo gli analisti, stanno 
sorpassando per importanza persino i processori utilizzati nei device 
portatili e questo sviluppo consente di prevedere che ci saranno 
notevoli cambiamenti nelle tecnologie utilizzate per le batterie nei 
prossimi anni, in modo da poter offrire maggiori densità di energia, 
durata in termini di numero di cicli di ricarica e autonomia. 


POWER 3 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013 













Power 


CURRENT MODE CONTROLLER 


I vantaggi dei controller in 
current mode con rilevamento DCR 

Maggiore affidabilità, compensazione dell’anello di retroazione, condivisione semplice 
e accurata della corrente sono alcuni dei vantaggi rispetto agli analoghi componenti 
operanti in voltage mode 


Brace Haug 

Senior produci marketing engineer 

Linear Technology 
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Microprocessori e DSP (Digital Signal Pro¬ 
cessor) hanno bisogno di correnti sempre 
più elevate con tensioni operative infe¬ 
riori, per questo è di fondamentale im¬ 
portanza ridurre al minimo le perdite di 
conduzione negli alimentatori, riducendo 
il più possibile la resistenza del dispositi¬ 
vo di rilevamento della corrente. Tuttavia 
un rilevatore di corrente a bassa resistenza produce una 
tensione a rampa inferiore che, in genere, non favorisce 
un funzionamento stabile quando si usa un controller in 
current mode. Una tensione a rampa bassa fa sì che l’ali¬ 
mentatore switching controllato in current mode di cor¬ 
rente abbia un jitter notevole e possa diventare instabile 
nella maggior parte delle applicazioni. Ecco perché di so¬ 
lito per queste applicazioni si usa un controller in voltage 
mode anche se presenta carenze e problemi di affidabili¬ 
tà. Un alimentatore switching controllato in current mode 
offre diversi vantaggi rispetto a un alimentatore switching 
in voltage mode, vale a dire: 

1. maggiore affidabilità con rilevamento veloce della cor¬ 
rente su base ciclica per protezione contro cortocircuito e 
sovraccarico dell’uscita; un alimentatore in voltage mode 
reagisce più lentamente a un evento di sovracorrente che 
può provocare un guasto in alcune applicazioni; 

2. compensazione del loop di feedback semplice e af- 
bdabile che garantisce la stabilità deH’alimentatore con 
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Fig. 1 - Schema applicativo tipico dell’LTC3866 per 12VIN con 
1,5VOUT a 30A 


tutti i condensatori ceramici in uscita e la riduzione delle 
dimensioni della soluzione; 

3. condivisione della corrente facile e precisa in progetti 
multifase a corrente elevata. 

Per le uscite ad alta corrente normalmente maggiori di 
20A un induttore a bassa resistenza DC (DCR) non pro¬ 
duce un segnale a rampa sufficiente a mantenere stabile 
il controller in modalità di corrente in tutte le condizioni 
operative, per questo si doveva utilizzare un controller in 
voltage mode. Ma tutto ciò sta per cambiare. 

Di recente Linear Technology ha presentato FLTC3866, 
un controller in current mode in grado di rilevare una 
tensione a rampa molto bassa e di mantenere un’ottima 
stabilità. L’LTC3866 è il primo vero controller in current 
mode in grado di usare un ‘induttore con una DCR mini¬ 
ma di lm e di rimanere stabile. 

L’LTC3866 è un controller DC/DC step-down sincrono in 
current mode che supporta l’uso di induttori di potenza a 
bassissima resistenza DC dotati di un’innovativa architet- 
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tura di rilevamento DCR in grado di 
ottimizzare il rapporto SNR (Signal-to- 
Noise) del segnale di rilevamento della 
corrente. E possibile utilizzare una re¬ 
sistenza DC dell’induttore di potenza 
di 0,17 milliohm per ottimizzare l’effi¬ 
cienza del convertitore e aumentare la 
densità di potenza. Inoltre questa nuo¬ 
va tecnica di rilevamento DCR riduce 
nettamente il jitter di commutazione 
normalmente associato alle applica¬ 
zioni a bassa DCR. La compensazione 
della temperatura DCR mantiene una 
soglia di limitazione della corrente co¬ 
stante e precisa in un ampio range di 
temperature. Il dispositivo funziona 
con tensioni di ingresso comprese tra 
4,5V e 38V ed è quindi compatibile con 
numerose applicazioni. I gate driver dei MOSFET a cana¬ 
le N integrati consentono l’uso di MOSFET esterni ad alta 
potenza, dispositivi DrMOS o blocchi di potenza per cor¬ 
renti di uscita fino a 40A, con tensioni di uscita comprese 
tra 0,6V e 3,5V (se si utilizza l’amplificatore differenziale 
integrato per il rilevamento remoto della tensione) e tra 
0,6V e 5V (senza rilevamento remoto). L’LTC3866 può 
essere facilmente configurato in parallelo collegando i 
pin I TH di più dispositivi per soddisfare i requisiti di appli¬ 
cazioni multifase più potenti. E possibile selezionare una 
soglia di rilevamento della corrente compresa tra lOmV 
e 30mV. La frequenza operativa fissa può essere regola¬ 
ta da 250kHz a 770kHz oppure sincronizzata su un clock 
esterno. Tra le altre funzioni del dispositivo figurano la re¬ 
golazione interna della tensione di polarizzazione, il soft 
start o il tracking, la protezione contro le sovratensioni, il 
ripristino in caso di cortocircuito, il foldback di limitazio¬ 
ne della corrente, lo spegnimento termico e il controllo 
V cc esterno. L’LTC3866 è disponibile in package QFN-24 
e TSSOP-24E da 4mm x 4mm con 
funzionalità termiche avanzate. 


Applicazione tipica 

Potendo funzionare con una ten¬ 
sione di rilevamento picco-picco 
bassa, PLTC3866 può operare con 
induttori a bassissima DCR. Nella 
figura 1 si vede lo schema appli¬ 
cativo dell’LTC3866 che opera da 
una tensione di ingresso nominale 
di 12V e produce una tensione di 
uscita di 1,5V fino a 30A. Un indut¬ 
tore con DCR = 0,32mf2 consente 
di ottimizzare il rendimento fin ol¬ 
tre il 90% (Fig. 2). 


Caratteristiche 

L’LTC3866 è dotato di due pin di ri¬ 
levamento positivi, SNSD+ e SNSA+, 
per l’acquisizione e l’elaborazione in¬ 
terna del segnale a rampa in modo da 
fornire un rapporto segnale-rumore 
di 14dB in risposta a segnali di rile¬ 
vamento di bassa tensione. La soglia 
di limitazione della corrente rimane 
una funzione della corrente di picco 
dell’induttore e del suo valore DCR 
e può essere impostata con precisio¬ 
ne su un valore compreso tra lOmV 
e 30mV con step di 5mV. L’errore di 
limitazione della corrente part-to-part 
è di circa lmV su tutto il range di tem¬ 
perature e garantisce un buon grado 
di precisione. 

Inoltre FLTC3866, che utilizza un’architettura in current 
mode di picco a frequenza costante, garantisce la limi¬ 
tazione della corrente di picco cycle-by-cycle e la condi¬ 
visione della corrente tra alimentatori diversi. Questo 
dispositivo è particolarmente adatto per alimentatori ad 
alta corrente e bassa tensione perchè ha un’architettu¬ 
ra in grado di migliorare il rapporto segnale-rumore del 
circuito di rilevamento della corrente. Questo rapporto 
segnale-rumore migliore riduce al minimo il jitter che è 
dovuto al rumore di commutazione e potrebbe interrom¬ 
pere il segnale. Nel peggiore dei casi il jitter di commu¬ 
tazione viene ridotto del 60% rispetto a un controller in 
current mode. 

Applicazione con basso ripple di uscita 

Il segnale a rampa richiesto dall’LTC3866 è circa un quar¬ 
to del segnale di rilevamento dei convertitori in current 
mode migliori, pertanto è possibile ridurre nettamente il 
ripple di uscita aumentando l’induttanza e la capacità del 
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Fig. 3 - Convertitore step-down ad alta efficienza da 1,5V/25A con ripple 
di uscita molto basso 
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Fig. 2 - Curva di rendimento dello 
schema illustrato nella figura 1, 
dimostra che è possibile raggiun¬ 
gere un rendimento >90% 
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CURRENT MODE CONTROLLER 


filtro di uscita. Nella figura 3 si vede 
un convertitore ad alta efficienza con 
il vantaggio di una bassa tensione di 
ripple di uscita. Il ripple di tensione 
di uscita inferiore a 10 mV (Fig. 4) è 
fondamentale per applicazioni molto 
sensibili al rumore come i sistemi di 
collaudo/misurazione e i dispositivi 
audio. In alternativa FLTC3866 può 
essere usato con blocchi di potenza e 
dispositivi DrMOS per una corrente 
di uscita più compatta e molto eleva¬ 
ta. Nella figura 5 si vede un alimen¬ 
tatore da 1,8V/80A ad alta efficienza 
a due fasi, basato su due controller 
LTC3866 che gestiscono blocchi di potenza in parallelo. 
La condivisione della corrente tra fasi è di +/-5% a segui¬ 
to del controllo in modalità di corrente dell’LTC3866. 
L’utilizzo di due controller in voltage mode al posto del- 
FLTC3866 non garantirebbe una condivisione precisa 
della corrente perché non sarebbe possibile controlla¬ 
re la corrente di fase. Nelle applicazioni che utilizza¬ 
no un induttore con una DCR più alta o un resistere 



Fig. 4 - Curva del ripple di uscita 
basso dell’LTC3866 della figura 3 
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di rilevamento, FLTC3866 può essere 
configurato come qualsiasi altro con¬ 
troller in current mode: a questo sco¬ 
po disattivare il pin SNSD+ mediante 
cortocircuito a massa. Per rilevare il 
segnale dell’induttore di uscita si può 
utilizzare un filtro RC. In tal caso, la 
sua costante temporale, R • C, è im¬ 
postata su un valore uguale a L/DCR 
dell’induttore di uscita. In queste ap¬ 
plicazioni la limitazione della corren¬ 
te è solitamente cinque volte maggio¬ 
re per il rilevamento della corrente 
specificata. _L’LTC3866 consente di 
utilizzare un elemento di rilevamento 
della corrente a DCR bassissima per migliorare il rendi¬ 
mento delle applicazioni a corrente elevata. Il controllo 
in current mode offre alcuni vantaggi rispetto al control¬ 
ler in voltage mode alternativo: affidabilità elevata con 
rilevamento della corrente cycle-by-cycle veloce, sem¬ 
plice compensazione del loop di feedback e capacità di 
usare condensatori ceramici che contribuiscono a ridur¬ 
re le dimensioni della soluzione. L’LTC3866 è perfet¬ 
to per applicazioni con 
convertitore step-down 
ad alta corrente e bassa 
tensione che esigono 
un rendimento eleva¬ 
to e molta affidabilità. 
All’elenco delle carat¬ 
teristiche si aggiungono 
funzionalità quali tra- 
cking, robusti driver on- 
chip, funzionamento 
multichip e sincronizza¬ 
zione esterna. 
L’LTC3866 è la soluzio¬ 
ne ideale per sistemi 
informatici e di tele¬ 
comunicazione point- 
of-load, strumenti per 
i settori industriale e 
medicale e sistemi di 
distribuzione dell’ali¬ 
mentazione DC. 

Infine i progettisti 
hanno a disposizione 
un controller che of¬ 
fre il meglio in fatto di 
schemi di controllo in 
modalità sia di corren¬ 
te sia di tensione. 
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Fig. 5 - Potenza di 1,5V/80A con due LTC3866 in parallelo, dove ognuno usa bloc¬ 
chi di potenza 
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ENERGY SAVING 


Risparmiare sui costi dell’energia 
elettrica con soluzioni “intelligenti” 

Come minialimentatori e driver per LED riducono il consumo di energia elettrica 


Marco Peretta 

Business development manager South Europe 

RECOM Electronic GmbH 


Settembre 2012: in Europa, dopo 130 anni, lo stop per la 
lampadina a incandescenza non è stato solo approvato, ma 
anche effettivamente attuato. La politica e l’economia elet¬ 
trica litigano su chi deve accollarsi i costi della svolta energe¬ 
tica e i consumatori iniziano lentamente a capire che i prezzi 
dell’elettricità aumenteranno. E arrivato il momento di tro¬ 
vare dove sono i pozzi di energia nascosti. In futuro lo Smart 
Metering potrà aiutare. Non si dovrebbe però aspettare il do¬ 
mani, ma puntare già oggi con coerenza a un’elettronica di 
risparmio per l’illuminazione e gli elettrodomestici: allora i 
costi dell’elettricità rimarranno sotto controllo. 

Nel suo discorso sul programma in 10 punti recentemente 
presentato, il ministro dell’ambiente tedesco Altmeier ha 
stimato il potenziale di risparmio elettrico domestico al 30% 
per poi aggiungere che in tal modo si potrà compensare l’au¬ 
mento dei prezzi dell’elettricità. Se la politica all’inizio voleva 
ancora far credere che la svolta energetica potesse essere af¬ 
frontata senza aumento dei prezzi dell’energia elettrica, ciò 
non si può oggigiorno più negare. Non resta che sperare che 
l’ampia maggioranza che dopo Fukushima era favorevole 
all’abbandono del nucleare ora se ne faccia carico economiz¬ 
zando sul serio a casa e in ufficio. I potenziali di risparmio 
sono comunque enonni, nonostante il numero in continua 
crescita di apparecchi ad alimentazione elettrica. 

25% di potenziale di risparmio solo 
per elettrodomestici e luce 

Dai dati del Bundesverbandes fùr Windenergie (Associazione 
federale tedesca per l’energia eolica) si desume che nelle 
abitazioni tedesche direttamente prima dell’entrata in vigo¬ 
re della Direttiva EuP (Energy using products) nel gennaio 
2010, quasi la metà dell’energia elettrica consumata serviva 



per cucinare e lavare i piatti, per refrigerare e congelare e per 
lavare e asciugare i panni; i settori di PC e comunicazione, 
televisore e stereo e illuminazione erano responsabili ognuno 
dal 10 al 12% per una somma complessiva superiore a un 
terzo. Se si assume che questo terzo si può ridurre in tempo 
relativamente breve dell’80% grazie al risparmio energetico 
di elettronica di stand by e lampadine, il consumo complessi¬ 
vo dovrebbe scendere del 25% circa. Se si passa quindi anche 
a una tecnica di refrigerazione e di congelazione a risparmio 
energetico e si impiegano più raramente le asciugabianche¬ 
ria, l’obiettivo di risparmio del ministro è perfettamente rea¬ 
listico. Sulla bolletta elettrica ciò non avrà però effetto, come 
avvisa il ministro. Sono i consumatori che dovranno sostenere 
il costo della svolta energetica - passando ad elettrodomesti¬ 
ci e apparecchiature elettroniche casalinghe a risparmio di 
energia e a una moderna tecnica di illuminazione sulla base 
di LED. 

Tecnica di illuminazione di fronte 
a un profondo sconvolgimento 

E significativo che riferendosi ai conduttori della rete elet¬ 
trica a 230 VAC ancor oggi si parli di “fili della luce”. Infatti 
molto prima che legioni di apparecchi elettrici ed elettronici 


Vili 
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venissero alimentati dalla rete elettrica, questa serviva in pri¬ 
mo luogo a rendere incandescente il filamento di tungsteno 
delle lampadine, trasformando il 95% dell’energia in calore 
e disperdendola inutilmente, fatto di cui in 100 anni non ci 
si è mai interessati sul serio. Solo da quando si affrontano 
con maggiore consapevolezza i temi del risparmio di risor¬ 
se e della sostenibilità vengono utilizzate in misura sempre 
maggiore le lampade a risparmio energetico. Dal momento 
della discussione sul mercurio e della comparsa dei LED ad 
alta intensità luminosa è diventato chiaro che questa rappre¬ 
senta una soluzione di passaggio. Infatti al contrario delle 
lampade a risparmio energetico la luce elettronica dei LED 
è pulita e con i suoi 200 lumen/watt è anche migliore dal 
punto di vista dell’efficienza luminosa. All’inizio snobba¬ 
ti a causa dei loro colori freddi, i LED sono ora da tempo 
disponibili con temperature di colore calde intorno ai 2800 
°K e inferiori e presentano ulteriori importanti vantaggi. La 
luce dei LED raggiunge subito dopo l’accensione la piena 
potenza e con la corretta alimentazione per mezzo di driver 
adatti la loro aspettativa di vita è di 50.000 ore, vale a dire 5 
volte di più delle lampade a risparmio energetico. Gli elevati 
costi di acquisto sono in tal modo ammortizzati dopo pochi 
anni. Inoltre i LED, considerando l’intero ciclo di vita, sono 
molto più sostenibili, infatti fino allo smaltimento del primo 



Fig. 1 - I LED bianchi sono ora disponibili in tutte 
le temperature di colore - dai freddi 4500 °K fino 
alle tonalità molto calde al di sotto dei 2800 °K 


LED sarebbero finite nella spazzatura già 50 lampadine a in¬ 
candescenza e 10 lampade a risparmio energetico. Perciò al 
momento non ci sono quasi più dubbi che l’elettronica en¬ 
tro pochi anni rivoluzionerà l’industria dell’illuininazione. I 
vantaggi sono veramente svariati fino alle possibilità di dare 
forma alla luce elettronica e di controllarla. 

I driver sono come il motore per l’auto 

Come componenti elettronici con una tensione di eser¬ 
cizio di circa 3VDC i LED non sono però adatti per il 
funzionamento diretto con la rete elettrica, ma devono 
essere alimentati tramite appositi driver. Poiché la tensio- 



Fig. 2 - I driver per LED sono motori per la luce elet¬ 
tronica. Con un’aspettativa di vita testata nel labo¬ 
ratorio ambientale > 70.000 ore raggiungono un’affi¬ 
dabilità tanto alta quanto quella di buoni LED ad alta 
luminosità 


ne di soglia dei LED ha un’ampia dispersione, mentre 
l’efficienza luminosa è proporzionale all’intensità di cor¬ 
rente, i LED vengono generalmente collegati in serie e 
alimentati con corrente costante. 

Analogamente al motore nell’automobile, il driver è il 
nucleo centrale di ogni lampada a LED, in quanto tra¬ 
sforma la tensione disponibile in una corrente costante 
ed è decisivo per potenza, efficienza, aspettativa di vita 
e possibilità di controllo, come per esempio la scelta del 
colore o la regolazione. Sono disponibili driver AC/DC 
per il funzionamento sulla rete elettrica e driver DC/DC 
per l’alimentazione su fonti di tensione uniforme. Questi 
ultimi vengono utilizzati in genere come cosiddetti driver 
buck, la cui tensione di ingresso deve essere di circa 2 V 
superiore a quella necessaria per l’alimentazione della 
catena di LED. Se non è presente una tensione continua 
sufficientemente elevata, questa può essere prodotta da 
un driver boost. RECOM ha introdotto sul mercato, come 
vera particolarità, l’RBD-12, un driver back/boost che 
può adottare entrambi i comportamenti. Questo modulo 
driver passa automaticamente dal funzionamento buck a 
quello boost, per esempio quando la tensione dell’accu¬ 
mulatore di una lampada ad energia fotovoltaica durante 
la notte scende al di sotto di un determinato valore limite. 
Nei driver buck tradizionali in tal caso la luce si spegne¬ 
rebbe prematuramente. I driver buck/boost sono perciò 
ideali per tutte le applicazioni ad alimentazione fotovol¬ 
taica o a batteria per le quali la tensione d’ingresso può 
fluttuare in modo notevole. 

Nel frattempo sono disponibili un gran numero di strisce 
di LED scalabili quasi a piacere, per esempio a blocchi di 
tre LED, che hanno già chip a corrente costante integrati 
“on bord” e sono dotati di un alimentatore per illumina¬ 
zione come l’RACV30 di RECOM che fornisce all’uscita a 
scelta la tensione costante necessaria di 12 o di 24 V. 
RECOM dispone oggi di un’amplissima gamma di dri¬ 
ver per le più diverse applicazioni - dall’illuminazione 
sott’acqua alle lampade di lettura fino a soluzioni lumi¬ 
nose per capannoni industriali e aeroporti - fra cui sono 
anche presenti driver AC/DC che per mezzo di varialuce 
a TRIAC si possono attenuare fino a zero con continuità e 
senza sfarfallio. Ciò è notevole, poiché la parzializzazione 
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dei TRIAC e la correzione attiva, ne¬ 
cessaria per una rete pulita, dei dri¬ 
ver per LED spesso si contrastano a 
tal punto che la conseguenza sono 
salti di luminosità e forte sfarfallio. 

Il driver assume perciò per la lampa¬ 
da a LED quasi la stessa importanza 
del motore per l’auto. Non si vede, 
ma se si rompe il resto è da butta¬ 
re. Perciò per i suoi driver AC/DC 
RECOM specifica, oltre al valore in 
genere indicato del MTBF (mean 
time between failure), un lifetime 
di design testato superiore a 70.000 
ore di esercizio, corrispondenti a 
otto anni di esercizio continuo. In 
tal modo viene assicurato che l'a¬ 
spettativa di vita del driver sia perfettamente all’altezza 
di quella dei LED. 

Prescrizioni dimezzate 
per funzionamento di standby 
e apparentemente spento 

Come accennato all’inizio, il consumo di elettricità per 
elettrodomestici e apparecchiature elettroniche casalinghe 
rappresenta circa il doppio di quello dell’illuminazione, at¬ 
testandosi oltre al 20%. Se si aggiungono anche il consumo 
di tapparelle e porte dei garage a comando remoto si può 
arrivare fino al 25-30%. La causa di ciò è dovuta al fatto che 
molti apparecchi lavorano anche in standby oppure utiliz¬ 
zano degli alimentatori e in tal modo consumano molta più 
elettricità di quanto si pensi premendo l’interruttore OFF 
sul telecomando. Poiché la maggior parte degli apparecchi 
è però in funzione solo per il 10% del tempo, lo standby o il 
consumo a tasto spento sono estremamente significativi per 
il bilancio energetico. Poiché nei prodotti meno recenti il 
consumo non è in tal caso molto inferiore a quello durante 
il funzionamento, dal 70 all’80% del consumo complessivo 
di questi apparecchi è dovuto soltanto alla nostra comodità. 
Al momento ogni Watt ci costa 2 Euro all’anno - con ten¬ 
denza alla crescita. In una casa ben rifornita è possibile ri¬ 
sparmiare circa 500 € se gli apparecchi vengono spenti con 
coerenza o se si passa a una tecnologia recente. 

La causa di un alto consumo in standby è dovuto al fatto che 
la relativa elettronica deve essere alimentata anche nello sta¬ 
to spento. A tal scopo in passato l’alimentatore rimaneva 
collegato alla rete, anche se inattivo, ma con un rendimen¬ 
to infimo. Se si tratta di alimentatori a regolazione lineare, 
come usuale per gli impianti HiFi, si sprecano rapidamente 
20 W e più. All’inizio del 2010 la direttiva EuP dell’UE ha 
determinato una svolta. Sono stati fissati valori limite per 
i circuiti in standby non raggiungibili in modo convenzio¬ 
nale. Per molti produttori, tra cui anche RECOM, ciò ha 


significato un nuovo modo di pensare, 
con il risultato che RECOM ha amplia¬ 
to il suo portfolio di prodotti di minia¬ 
limentatori per l’elettronica di standby. 
L’alimentatore principale viene così 
separato del tutto dalla rete per mezzo 
di relè, come prima avveniva quando 
si spegneva del tutto l’apparecchio. 
Poiché dal 2013 i valori limite vengono 
ridotti ulterionnente a 0,5 o 1 watt, oc¬ 
corre dare un’ulteriore spinta verso il 
basso ai consumi per i minialimentato¬ 
ri. Poiché un ridotto consumo in stand¬ 
by è nel frattempo diventato un motivo 
di acquisto per molti consumatori i 
fabbricanti non si orientano più esclu¬ 
sivamente ai valori limite della direttiva 
EuP, ma aspirano a valori più bassi possibili. Tali valori pos¬ 
sono scendere, grazie ai minialimentatori, a solo pochi watt, 
cioè decisamente al di sotto delle prescrizioni. RECOM ha 
perciò portato sul mercato tre nuovi alimentatori di standby 
con potenze di 1, 2 e 3 watt. Il rendimento della versione a 
3 watt a pieno carico è addirittura superiore all’80% e il suo 
andamento sull’intero intervallo di carico è insolitamente 
lineare, cosicché persino per un 
carico del 20% supera ancora il 
70%. Ciò ha effetti positivi sulla 
potenza nello stato inattivo che 
viene consumata in standby. 

Con 30 mW i moduli da 1 e 2 
watt raggiungono un potenziale 
di risparmio 16 volte superiore 
a quello prescritto dalla diret¬ 
tiva EuP. All’edizione 2012 di 
electronica è stato presentato 
un altro modulo, dalla forma di 
un disco di 10 min di spessore, 
che trova perfettamente posto 
nelle comuni scatole portafrutti, 
cosicché in futuro si avrà tensio¬ 
ne continua direttamente dalla 
presa, come si desidera per di¬ 
verse applicazioni SmartHome. 

Risparmiare energia diventa 
sempre più importante quan¬ 
to più si ricorre alle rinnovabili 
come fotovoltaico ed eolico. Spegnendo gli apparecchi 
ad alto consumo in casa e in ufficio e passando a sistemi 
di illuminazione a LED ognuno di noi può impegnarsi 
seriamente nella svolta energetica. I prezzi dell’energia 
elettrica in rapida crescita possono essere visti in tal caso 
come un incentivo all’azione, allo stesso modo del prez¬ 
zo della benzina. 



Fig. 3 - Gli alimentatori in standby di 
RECOM presentano valori fino a 16 
volte inferiori ai valori limite stabili¬ 
ti nella direttiva EuP 
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Fig. 4-11 minialimentatore 
da 3 watt trova posto nelle 
comuni scatole portafrutti 
ed è ideale per applicazio¬ 
ni SmartHome 
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L’architettura DBV permette 
di ridurre il consumo di energia 
nelle applicazioni ICT 


Le più recenti tecnologie di controllo e monitoraggio del consumo di potenza consento 
un risparmio energetico a livello di scheda in misura compresa tra il 3 e il 10% grazie 
all’uso di architetture DBV (Dynamic Bus Voltage) avanzate 


Patrick Le Fèvre 

Marketing & communication director 

Ericsson Power Modules 


La tecnologia DBV (Dynamic Bus Voltage) rappresenta senza 
dubbio una delle più importanti evoluzioni per l’industria ICT 
(Information and Communications Technology). I progettisti 
di sistemi sono costantemente alla ricerca di soluzioni che per¬ 
mettano di ridurre l’utilizzo di energia a livello di scheda per 
diminuire drasticamente l'impatto ambientale dei loro sistemi 
sia in presenza di scarso traffico sia quando i livelli di traffi¬ 
co sono molto elevati. L’introduzione di dispositivi di silicio 
a basso consumo da sola non è sufficiente a garantire un’ef¬ 
ficace limitazione delle richieste energetiche delle reti della 
prossima generazione. Le più recenti tecnologie di controllo e 
monitoraggio del consumo di potenza a livello di scheda pos¬ 
sono apportare un contributo significativo, consentendo un 
rispannio energetico a livello di scheda in misura compresa 
tra il 3 e il 10% grazie all’uso di architetture DVB (Dynamic 
Bus Voltage) avanzate. I vantaggi diventano più evidenti nel 
momento in cui un risparmio di 1W a livello di scheda si tra¬ 
duce in un risparmio di 2 o 3W a livello di sistema. 

Domanda energetica e problematiche ambientali 

Il mondo sta diventando sempre più dipendente dalle tec¬ 
nologie ICT in virtù di una domanda crescente di servizi 
Online, reti più veloci, maggiori risorse di elaborazione e me¬ 
morizzazione dei dati. Per dare un’idea di questo fenomeno 
basta prendere in considerazione il numero di utilizzatori di 



Fig. 1 - Schema di funzionamento dell’architettura 
IBA (Intermediate Bus Architecture) che prevede 
tensioni di bus di 12 V e la presenza di regolatori POL 

Internet, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni 
passando dal miliardo di utenti nel 2006 ai due miliardi nel¬ 
la metà del 2011 agli oltre 2,4 miliardi nella metà dell’anno 
successivo. Senza dimenticare che esistono le premesse per 
un’ulteriore espansione dell’ICT in ambienti business e go¬ 
vernativi - sia nazionali sia locali - e, più, in generale, nella 
società, anche in quelle che sono le economie più sviluppate. 
Questa richiesta sta favorendo la diffusione delle apparecchia¬ 
ture ICT in ambienti che richiedono grandi risorse di elabo¬ 
razione (computing-intensive): un esempio tipico è l’installa¬ 
zione e l’ampliamento di centri di elaborazione dati di grandi 
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dimensioni presenti ai quattro angoli 
del globo. 

In termini di salvaguardia dell’am¬ 
biente, è chiaro che tutta questa ca¬ 
pacità di elaborazione disponibile 
in rete garantisce indubbi vantaggi 
come ad esempio la possibilità di 
lavorare da casa e ridurre quindi la 
necessità di effettuare spostamenti, 
oltre a fornire numerosi altri servi¬ 
zi. Nonostante ciò esistono ancora 
problematiche legate all’impatto 
ambientale diretto di questi centri di 
elaborazione dati e delle infrastrut¬ 
ture che supportano il concetto di 
“cloud”. Il DG INFSO (Directorate 
General - Information Society) della 
Commissione Europea, in un report 
pubblicato nel settembre 2008, ha 
stimato che le richieste di energia 
da parte degli operatori telecom del 
Vecchio Continente per le loro reti 
raggiungeranno i 35,8 TWh nel 2020 
(contro i 21,4 TWh del 2010 e i 14,2 
TWh del 2005) nell’ipotesi che non 
vengano adottate tecnologie di rete “verdi”. 

La natura stessa delle reti di comunicazioni che coprono aree 
geograficamente estese (WAN) prevede un massiccio ricorso 
all’elaborazione parallela per istradare simultaneamente un 
numero arbitrario di abbonati e livelli di traffico di rete estre¬ 
mamente variabili: ovviamente tutti gli utilizzatori di questi 
servizi si aspettano una comunicazione praticamente priva 
di errori sulle reti di tutto il mondo. I rack che contengono 
gli elementi di elaborazione per le infrastrutture telecom e 
datacom ospiteranno un certo numero di copie di schede 
circuitali simili, alcune delle quali sono elementi ridondanti 
utilizzati per la protezione contro eventuali guasti hardware. 
Ciascuna scheda utilizza componenti logici di elevata qualità 
per soddisfare al meglio i requisiti in termini di throughput 
della rete e di tempo di risposta, ottimizzando nel contempo 
il numero di canali per unità di superficie. 

Architettura 1BA (Intermediate Bus Architecture) 

Al giorno d’oggi l’architettura che viene sempre più ampia¬ 
mente utilizzata nell’industria ICT è quella che prevede un 
bus intermedio (IBA - Intermediate Bus Architecture) adot¬ 
tata come standard nel 2003. L’approccio IBA si differenza 
dal tradizionale approccio di tipo distribuito (DPA - Distri- 
buted Power Architecture) che prevede un certo numero di 
convertitori DC/DC isolati su ciascuna scheda che riducono 
(down-convert) la tensione di linea di -48VDC a valori in gra¬ 
do di soddisfare le esigenze del circuito di carico, collegando 
in modalità daisy-chain altri regolatori. Mentre l’architettura 


IBA più essere adatta per applicazio¬ 
ni che utilizzano tensioni di alimen¬ 
tazione di 24 VDC, diffuse in alcuni 
comparti industriali, problemi di una 
certa entità iniziano a sorgere nel 
momento in cui si rende necessaria 
la conversione di tensioni di -48 VDC 
ai livelli di alimentazione richiesti dai 
circuito logici - pari o inferiori a 3,3 
VDC - in un solo passaggio. Senza 
dimenticare che i convertitori DC/ 
DC isolati sono intrinsecamente più 
costosi e meno efficienti rispetto ai 
convertitori non isolati. 

L’architettura IBA è attualmente la 
più diffusa nel settore delle teleco¬ 
municazioni e in numerose altre ap¬ 
plicazioni che richiedono elevata di¬ 
sponibilità, come ad esempio quelle 
che utilizzano lo standard microTCA 
(Micro Teleconnnunications Com¬ 
puting Architecture), inizialmente 
sviluppato per l’ambiente telecom e 
ora ampiamente adottata in sistemi 
di dimensioni ridotte e contraddistin¬ 
ti da elevata affidabilità come ad esempio la strumentazione 
per il controllo di processi industriali. Questa architettura uti¬ 
lizza convertitori IBC (Intermediate Bus Converter) per con¬ 
vertire una tensione di 48VC (valore solitamente utilizzato 
nelle applicazioni telecom/datacom) a un valore di 12 VDC 
(tipico). Questa tensione viene quindi utilizzata per alimenta¬ 
re un certo numero di regolatori DC/DC di tipo POL (Point 
Of Load) che forniscono le tensioni al carico tinaie, i cui valo¬ 
ri sono quelli tipici dei circuiti integrati (3V o inferiori), come 
visibile in figura 1. 


r*d vMu*» 



Fig. 3 - Rappresentazione delle perdite di potenza 
che si verificano quando l’uscita di un regolatore 
POL a controllo digitale viene impostata a 1 VDC e 
il carico viene incrementato da zero a 20A (con un 
andamento a rampa) mentre il livello dell’ingresso 
passa da 4,5 a 14VDC (con un andamento a gradi¬ 
no) 



> 


time 


Fig. 2 - I primi esperimenti per regola¬ 
re la tensione del bus in modo dinamico 
prevedevano l’uso di un potenziometro 
e di un convertitore DC/DC analogico 
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Fig. 4 - Contributi della perdita di potenza in un alimentatore a 
commutazione 

L’utilizzo di due stadi di riduzione del valore della tensione permette di ottene¬ 
re un bilanciamento ottimale tra la tensione del bus intennedio che alimenta 
i regolatori POL e le correnti di carico fomite da questi ultimi in qualsiasi mo¬ 
mento. Si tratta di un elemento di fondamentale importanza per ottimizzare 
l’efficienza della conversione di potenza a livello di sistema. La scelta di ridurre 
la tensione a 12 VDC è stata fatta per assicurare la disponibilità di una tensione 
sufficiente a fornire tutta la potenza richiesta dalla scheda, o dal carico, nei 
momenti in cui il traffico sulla rete è particolarmente elevato. Un approccio di 
questo tipo mostra i suoi limiti in tennini di efficienza nei momenti di scarso 
traffico sulla rete. 

Architettura DBV (Dynamic Bus Voltage) 

L’evoluzione di IBA (Intermediate Bus Architecture) è l’architettura DBV 
(Dynamic Bus Voltage), grazie alla quale è possibile regolare in maniera di¬ 
namica la potenza in modo da soddisfare le esigenze della varie condizioni 
di carico. Il conseguimento di questo obbiettivo è reso possibile dalla rego¬ 
lazione della tensione di 12 VDC del bus intennedio (che in precedenza era 
fìssa) attraverso l’uso di tecniche di controllo digitale dell’alimentazione e di 
componenti hardware ottimizzati - il convertitore ABC (Advanced Bus Con¬ 
verter) - abbinato a una serie di algoritmi ottimizzati in termini energetici. In 
questo modo è possibile ridurre sia il consumo di energia sia la dissipazione 
di potenza, che a sua volta, contribuisce a diminuire le esigenze in termini di 
raffreddamento. 

La possibilità di regolare la tensione del bus intermedio per soddisfare i requi¬ 
siti del carico è stata presa in considerazione per la prima volta verso la metà 



Fig. 5 - Miglioramenti ottenibili in termini di risparmio energetico 
a livello di scheda regolando la tensione del bus in funzione delle 
condizioni di carico 



Convertitori AC/DC 
con consumo in 
stand by <30 mW 

- Alimentatore AC/DC basso 
profilo ultracompatto in 
classe II con isolamento 3kVDC 

- Non necessita di filtraggio 
esterno 

- Range di ingresso universale 
(da 90 a 305 VAC) 

- Certificati UL & CE e con uscite 
completamente protette 
(corto circuito / sovraccarico / 
sovratemperatura) 

- Garanzia 3 anni 
www.recom-electronic.com 
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degli anni ‘90: l’approccio allora utilizzato prevedeva l’uso 
di un potenziometro elettronico per controllare un pin di 
regolazione della tensione di uscita del convertitore DC/ 
DC analogico (Fig. 2). Sebbene questa tecnologia non abbia 
mai avuto riscontro sul piano commerciale a causa della dif¬ 
ficoltà di ottimizzare in modo accurato la tensione del bus, 
ha contribuito a stimolare ulteriori ricerche nel campo del 
controllo e della gestione digitale dell’alimentazione. 
Destinata a carichi di tipo non statico, l’architettura DBV 
richiede una stretta correlazione 
tra le funzioni di misura e control¬ 
lo di supervisione e dispositivi “in¬ 
telligenti” che possono operare in 
maniera autonoma o come parte 
di una rete. Sebbene sia possibile 
soddisfare questi requisiti utiliz¬ 
zando la tecnologia analogica, ciò 
comporta l’uso di un gran numero 
di componenti e il consumo di uno 
spazio non indifferente sulla sche¬ 
da PCB. Nel caso di un convertitore 
buck, ad esempio, un'implementa¬ 
zione di tipo digitale sostituisce un 
convertitore A/D, un riferimento 
numerico, un addizionatore, un 
filtro digitale per l’amplificatore di 
errore, un generatore di rampa, un 
comparatore e un latch che il siste¬ 
ma analogico utilizza per modula¬ 
re il flusso PWM. Internamente, il 
componente instrada le informa¬ 
zioni binarie tra i suoi elementi circuitali per svolgere fun¬ 
zioni che spaziano dai compiti ausiliari alla correzione del 
duty cycle del flusso PWM per garantire un’accurata regola¬ 
zione della tensione di uscita. 

Nel caso si utilizzi una tecnologia a segnali misti avanzata è 
possibile integrare in modo economico un sistema di misu¬ 
ra e controllo con un’interfaccia di comunicazione insieme 
al controllore DC/DC. 

L’adozione di protocolli PMBus standard permette a una 
semplice interfaccia seriale di comunicare con dispositivi 
compatibili a livello di scheda utilizzando un linguaggio di 
comandi standard espressamente ideato per applicazioni di 
controllo dell’alimentazione. 

L’ampia reperibilità di moduli per la conversione di potenza 
di tipo digitale consente agli architetti di sistemi di ridurre 
drasticamente la complessità della realizzazione durante lo 
sviluppo di una pluralità di applicazioni che prevedono l’u¬ 
so di sistemi autonomi oppure molto più sofisticati, ciascu¬ 
no dei quali è in grado di monitorare e regolare in maniera 
precisa le prestazioni in tempo reale, compreso il valore del¬ 
le tensioni del bus intermedio. 


Implementazione della tecnologia DBV 

I convertitori digitali avanzati pennettono di effettuare la 
programmazione “al volo” e assicurano una rapida risposta 
ai più diversi comandi, che vanno dalle semplici regolazioni 
della tensione di uscita a operazioni più complesse come ad 
esempio la taratura (trimming) dei valori del filtro digitale 
che caratterizza le risposte dell’anello di controllo. Utilizzan¬ 
do comandi PMBus molto semplici per eseguire complesse 
funzioni di controllo e di misura, le funzionalità integrate 


aH’intemo di un controllore digitale semplificano l’imple- 
mentazione di applicazioni come ad esempio il controllo 
dinamico del bus. 

L’implementazione del controllo dinamico del bus nelle ap¬ 
parecchiature di telecomunicazione richiede la scrittura di 
codice applicativo per la supervisione del sistema grazie alla 
quale è possibile valutare quando aumentare o diminuire la 
tensione del bus intermedio in funzione deH’andamento dei 
livelli di carico. Il perfezionamento degli algorittni necessa¬ 
rio per garantire una maggiore affidabilità decisionale può 
essere a volte impegnativo a causa della difficoltà di visualiz¬ 
zazione della complessa serie di interazioni generata dalla 
combinazione di IBC e regolatori POL. 

Prima di esaminare fimplementazione della tecnologia DVB 
è importante valutare il potenziale rispannio di energia che 
è possibile conseguire tramite la modellazione di un sistema 
tipico e la successiva verifica della precisione e dell’affidabili¬ 
tà del modello generato in un’applicazione reale. Il punto di 
partenza prevede la verifica del funzionamento di ogni IBC 
e regolatore POL nell’intervallo delle tensioni di ingresso e 
di correnti di uscita che verranno utilizzate nell’applicazione 
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Fig. 6 - Esempio di un profilo tipico 
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finale e la registrazione delle perdite di potenza che si veri¬ 
fica in ogni fase. 

Tracciando i grafici di questi parametri uno accanto all’altro 
si ottiene una rappresentazione tridimensionale delle pre¬ 
stazioni di ciascun dispositivo nell’area di misura scelta (Fig. 
3). Realizzata in base ai risultati di test ottenuti in ogni fase, 
la serie dei punti dati che fonnano il grafico è anche utile 
come dato di ingresso per la simulazione. 

La valutazione dei risultati di test per ciascun IBC e POL me¬ 


diante il metodo dei minimi quadrati permette di generare 
un modello polinomiale del corrispondente dispositivo che 
può essere importato nell’ambiente Simulink e quindi ma¬ 
nipolato. Ericsson ha realizzato modelli computerizzati di 
sistemi al fine di valutare le prestazioni di strategie di con¬ 
trollo alternative con l’obbiettivo di ottimizzare i rispanni 
energetici conseguibili con il controllo della tensione del 
bus dinamica assicurando nel contempo la completa stabi¬ 
lità del sistema. 

Una di queste strategie prevede, nella fase iniziale, l’esecu¬ 
zione di tm algoriuno che permette di ricavare una valore di 
perdita di potenza base. 

A questo punto viene avviato il primo ciclo di controllo che 
esegue il monitoraggio della perdita di potenza relativa (Fig. 
4) tino al momento in cui viene raggiunto un valore di soglia 
che attiva una sequenza di ottimizzazione. 

Questo complesso algoritmo esegue parecchie iterazioni ma 
alla fine permette di ottenere un valore della tensione del 
bus intennedio che minimizza le perdite di potenza nelle 
condizioni attuali: a questo punto la sequenza si arresta. 

Il ciclo viene ripetuto al fine di minimizzare le perdite di po¬ 


tenza in conformità ai vincoli imposti: questi includono an¬ 
che l’isteresi che assicura condizioni di innesco stabili per la 
sequenza di ottimizzazione e garantisce che la tensione del 
bus non scenda al di sotto di un detenninato livello in grado 
di mantenere la regolazione per il profilo della corrente di 
carico. Un sistema di test formato da un convertitore IBC 
avanzato che alimenta due regolatori POL da 20A e quattro 
da 40A A pennette di valutare i miglioramenti in termini di 
efficienza ottenibili con la regolazione dinantica del livello 
della tensione del bus intermedio 
rispetto al mantenimento di un 
livello hsso di 12 VDC. Come visi¬ 
bile in figura 5 è possibile ottenere 
miglioramenti compresi tra il 3 e il 
10% in binzione del valore medio 
del carico per operazione. 

Simulazione 
in base all’applicazione 

Le operazioni di simulazione e ve- 
rihca evidenziano le possibilità di 
risparmio energetico che si posso¬ 
no ottenere regolando la tensione 
del bus intennedio per adattarla 
alle condizioni di carico. Sebbe¬ 
ne l’esecuzione di un algoritmo 
di ottimizzazione energetica sia 
senza dubbio una soluzione “in¬ 
telligente” per sistemi di piccole 
dimensioni, non sempre rappre¬ 
senta l’approccio ideale per sistemi 
complessi e di grandi dimensioni come ad esempio stazioni 
radio base o centri di elaborazione dati. 

Un concetto di questo tipo non può comunque essere 
ignorato in applicazioni come quelle appena menzionate 
in quanto la quantità di energia che è possibile risparmiare 
mediante la regolazione DBV è proporzionale alle dimen¬ 
sioni del sistema. 

Il problema è idenlineare il metodo migliore per valutare e 
implementare la tecnologia in applicazioni di questo tipo. 
Poiché i livelli di traffico hanno un notevole impatto sui 
consumi di potenza, un approccio che può garantire buoni 
risultati è quello che prevede di ricavare i livelli DBV in base 
alle statistiche dei flussi di traffico. In questo caso il controllo 
della tensione del bus sfrutta le tabelle di ricerca (lookup ta- 
ble) che rispecchiano gli scenari operativi: la premessa base 
è di ridurre la tensione del bus quando il traffico diminuisce 
e incrementarla nel momento in cui questi aumenta. 

Come spesso accade con approcci di questo tipo, gli 
architetti di sistema realizzano modelli che aiutano a 
veriheare l’accuratezza dei piotili che si stanno pren¬ 
dendo in considerazione durante la compilazione del- 



Fig. 7 - Esempio di un profilo che prevede un evento che richiede elevati 
volumi di traffico 
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le tabelle di ricerca e fanno girare un certo numero 
di iterazioni secondo la sequenza di seguito indicata: 
I. Simulare i consumi di potenza generato dalle differenti 
condizioni di carico. 

IL Verificare la simulazione con test hardware. 

IlI.Validare il modello di simulazione o procedure all’oppor¬ 
tuna messa a punto per ottimizzare il profilo. 

Una volta qualificata la sequenza, il profilo è trasferito 
nell'apposita libreria all’interno di un Board Power Manager 
che espleta, tra i numerosi altri compiti, il controllo della ten- 


Fig. 8 - Effetto della riduzione in cascata 

del consumo di potenza (Power Cascading Effect) 

sione del bus della scheda. I test vengono quindi fatti girare 
nelle condizioni migliori (best case) e peggiori (worst case) 
prima deH’implementazione finale. 

Sequenza di funzionamento 

Ciascuna applicazione richiederà il proprio scenario ma il 
semplice esempio presentato di seguito evidenzia le sequen¬ 
ze operative che possono essere utilizzate in questo caso: 

• Scenario di riferimento 

• Confronto dei dati relativi al traffico con lo scenario 

• Validazione dello scenario 

• Regolazione della tensione del bus alla situazione attuale 

• Rilevazione del traffico dati e confronto con il traffico nel¬ 
le celle più prossime della rete 

• Anticipazione del traffico dati che si sposta dalla cella A 
alla cella B 

• Regolazione della tensione del bus 


• Rilevamento e individuazione di eventi anomali 

• (In caso positivo) Regolare la tensione del bus al livello di 
priorità alta 

• (In caso negativo) Regolare in base allo scenario del traf¬ 
fico locale 

• Ripetizione della sequenza 

Una sequenza di questo tipo regola su base continuative la 
tensione del bus intennedio al livello ottimale ma eroga in 
ogni caso la massima potenza come una priorità in caso di 
eventi anomali o in base a un comando 
specifico dell’utente. 

Alcuni esempi di profili 

Gli esempi di seguito riportati illustrano il 
valore della tensione del bus intermedio 
relativo all’influenza che il traffico dati 
esercita sulla potenza richiesta dall’appa¬ 
recchiatura. Il primo profilo corrisponde 
a una situazione di traffico nonnaie che 
prende in considerazione il traffico resi¬ 
denziale, in transito e quello relative all’o¬ 
rario di lavoro prima di tornare a volumi 
di traffico inferiori (Fig. 6). Il secondo 
profilo prevede anche un esempio che ri¬ 
chiede elevate volume di traffico dati per 
un periodo limitato (Fig.7). 

La riduzione dei consumi di potenza è 
ottenuta mediante la regolazione della 
tensione del bus intermedio in modo 
da adeguarla alle condizioni del carico. 
Grazie al fenomeno noto come “power 
cascading effect” (in pratica rispannio energetico in casca¬ 
ta) , ogni Watt risparmiato a livello di scheda si traduce in un 
risparmio energetico stimabile in 2 - 3 W a livello di sistema 
(Fig. 8). Questo rapporto dipende da parecchi fattori ma è 
confermato sia dagli utilizzatori sia dagli esperti che operano 
nel campo dell’alimentazione. 

Ottimizzazione dell’energia: una nuova era 

La gestione e il controllo digitale dell’alimentazione consen¬ 
te di ottimizzare in maniera semplice e dinamica il valore 
della tensione fornita da un convertitore DC/DC principale 
a una serie di regolatori POL, permettendo di ridurre il con¬ 
sumo di potenza. Ideale complemento dell’elevata efficienza 
offerta dai controllori del core di tipo digitale, questa possi¬ 
bilità di ottimizzare “al volo” le prestazioni del convertitore 
e regolare la tensione del bus intennedio sono solamente 
due delle numerose opportunità offerte dal controllo digi¬ 
tale dell’alimentazione. La tecnologia DBV è oramai una re¬ 
altà che segna l’inizio di una nuova era per fottimizzazione 
dell’energia nelle applicazioni ICT. 
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Accumulo di energia: 

per il fotovoltaico 
si apre una nuova era 

L’adozione di sistemi di accumulo di energia a batteria per l’auto-consumo diverrà 
sempre più economico rispetto alla cessione alla rete dell’elettricità prodotta e nel 
medio periodo le batterie LiFeP04 rappresenteranno la più valida alternativa alle 
batterie al piombo 


Paul Donaldson 

EMEA sales director 

Future Energy Solutions - divisione di 
Future Electronics 


Il mercato della generazione fotovoltaica per 
applicazioni residenziali e commerciali è de¬ 
stinato a subire profonde modifiche negli 
anni a venire grazie alla combinazione tra l’e¬ 
voluzione della tecnologia di accumulo dell’e¬ 
nergia e le drastiche riduzioni agli incentivi 
per la cessione dell’energia fotovoltaica nella 
rete di distribuzione. 

Due gli aspetti esaminati nel corso dell’artico¬ 
lo: le variazioni del bilancio tra costi, rischi e 
ritorno delfinvestimento per i proprietari di 
installazioni fotovoltaiche (PV) e l’impatto del¬ 
la riduzione dei costi dei nuovi sistemi di batte¬ 
rie LiFePo4 (lithium-iron-phosphate - litio-ferro-fosfato) 
che, molto probabilmente, contribuirà alla diffusione su 
larga scala dei sistemi di accumulo di energia fotovoltaica. 
Ciò si traduce in un’interessante opportunità per i pro¬ 
duttori di apparecchiature per la produzione e l’accumu¬ 
lo di energia fotovoltaica. 

I vari governi dei Paesi Europei hanno modificato i pro¬ 
grammi di sostegno finanziario al settore della generazio- 



-with PV 


Year of PV System installatori 
- w ith PV & batte 7 


Reta i price 


Source: UBS estimates (for a 4kWp rooftop System on a family home) 


Fig. 1 - L’energia generata dagli impianti fotovoltaici tradi¬ 
zionali è già più economica rispetto all’elettricità distribuita 
dalla rete tradizionale 


ne fotovoltaica per applicazioni residenziali con riducen¬ 
do gli incentivi FiT (Feed in Tarif) di cui avevano benefi¬ 
ciato i proprietari di impianti fotovoltaici che cedevano 
alla rete l’energia prodotta in eccesso. Ciò ha costretto i 
possessori di impianti fotovoltaici a rivedere i propri conti 
ed effettuare complicati calcoli per stabilire se è più van¬ 
taggioso vendere l’elettricità alla rete o utilizzare l’energia 
fotovoltaica per i propri consumi, riducendo in tal modo 
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la quantità di energia che essi prelevano dalla rete. La 
complicazione nasce dal fatto che la maggior parte dell’e¬ 
nergia fotovoltaica è generata a metà giornata, mentre la 
maggior parte della potenza domestica è consumata la 
sera. Quindi se il possessore dell’impianto fotovoltaico de¬ 
cide di utilizzare l’energia prodotta dal suo impianto, deve 
poter disporre di un mezzo per accumulare l’energia pro¬ 
dotta. L’utilizzatore deve quindi calcolare il costo dell’ac¬ 
quisto e dell’installazione di sistemi di batterie di grandi 
dimensioni. Verosimilmente questo costo tenderà a scen¬ 
dere grazie all’evoluzione della tecnologia delle batterie e 
alle economie di scala, per cui l’auto-consumo tenderà a 
divenire un’opzione sempre più interessante. 

Ciò significa che nel mercato dell’energia solare si assisterà 
a un forte aumento della domanda, da parte degli OEM, 
di sistemi di accumulo a batteria sicuri 
affidabili e offerti a un prezzo compe¬ 
titivo. La consulenza e la possibilità di 
accedere alle più recenti tecnologie 
nel campo delle batterie diventa quin¬ 
di un fattore di fondamentale impor¬ 
tanza. Nel mercato europeo della di¬ 
stribuzione specialistica realtà come 
Future Energy Solutions (una divisio¬ 
ne di Future Electronics) è in grado di 
offrire le soluzioni di una vasta gamma 
produttori rappresentati in esclusiva, 
oltre al supporto di ingegneri applica¬ 
tivi con una qualibcata esperienza nel 
progetto di apparecchiature fotovol¬ 
taiche. 11 tasso di crescita del mercato 
delle apparecchiature per l’accumulo 
di energia fotovoltaica, d’altra parte, è 
decisamente interessante. In base a stu¬ 
di recenti, il mercato globale di queste 
apparecchiature raggiungerà quota 20 miliardi di dollari 
nel 2018: solo il Italia il mercato delle batterie raggiungerà 
una capacità di 9 GW entro il 20120, contro gli attuali 270 
MW. Calcolando che l’aggiunta delle batterie comporterà 
un incremento compreso tra 10 e il 30% del costo dell’im¬ 
pianto fotovoltaico, è ragionevole aspettarsi che almeno il 
40% delle installazioni fotovoltaiche utilizzeranno entro il 
2015 sistemi di accumulo dell’energia. Questa percentua¬ 
le potrebbe essere notevolmente maggiore nel momento 
in cui i gestori del servizio e le Autorità competenti si ren¬ 
deranno pienamente conto dei numerosi vantaggi per la 
rete derivati dalla presenza di sistemi fotovoltaici con bat¬ 
terie e troveranno il modo di incentivare i possessori di 
impianti fotovoltaici a installare un sistema di accumulo. 

Analisi costi/benefici 

Un esempio pratico contribuirà a chiarire questi concetti. 
Nel caso di un’installazione residenziale in Gran Breta¬ 


gna, l’attuale tariffa FiT per ogni kWh generato è circa 
15 penny (0,17 euro). Il costo medio di 1 kWh di energia 
per usi domestici si aggira anch’esso intorno ai 15 penny. 
La società erogatrice del servizio pagherà al possessore 
deH’impianto fotovoltaico circa 5 penny per ogni kWh 
ceduto alla rete. La differenza, 10 penny, rappresenta il 
probtto della società erogatrice. In altre parole, il pos¬ 
sessore deH’impianto guadagnerà 10 penny per kWh nel 
caso accumuli e usi l’energia solare auto-prodotta invece 
che immetterla nella rete. 

Un sistema da 4kWp (composto da 16 pannelli) in Gran 
Bretagna genera annualmente 4.000 kWh. Si ipotizzi che 
il 50% di questa energia venga rivenduta alla rete di di¬ 
stribuzione, e il resto utilizzata all’interno dell’abitazio¬ 
ne. Ciò rappresenta un probtto annuale di 200 sterline 


anticipato. Nei paesi dell’Europa del Sud, notoriamente 
più soleggiati, il probtto sull’elettricità accumulata sarà 
ancora maggiore (Fig. 1). 

Idealmente - per un proprietario di un impianto fotovol¬ 
taico in Gran Bretagna - la società erogatrice dovrebbe 
pagare l’equivalente di quanto addebita (15 penny) per 
l’energia ceduta alla rete. Questa procedura, nota come 
scambio sul posto (net metering) è attualmente in vigore 
dei Paesi Bassi, dove copre per intero l’uso dell’elettricità 
di un’utenza domestica (hno a 5.000 kWh). 

In assenza dello scambio sul posto il possessore di un im¬ 
pianto fotovoltaico può evitare di immettere energia nel¬ 
la rete installando una batteria per accumulare l’elettrici¬ 
tà generata durante il giorno e utilizzarla nelle ore serali 
e notturne (Figg. 2 e 3). 

La durata media di una serie di batterie è di circa 10 anni. 
Con un guadagno di 200 sterline annuali realizzato evi¬ 
tando di immettere elettricità in rete, il sistema di batterie 


- Your home's electrlclty demand Solar Energy Exported (7c/kWh) 
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Fig. 2 - Oggigiorno le installazioni fotovoltaiche tradizionali, senza cioè 
sistemi di accumulo, cedono l’elettricità generata in sovrappiù durante 
il giorno alla rete e la prelevano dalla rete nelle ore serali e notturne 
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deve costare meno di 2.000 sterline per poter essere con¬ 
siderato un investimento redditizio. 

Sfortunatamente i prezzi delle batterie sono attualmen¬ 
te superiori a questa cifra, ma entro i prossimi tre anni 
la situazione potrebbe cambiare. 

Sovvenzioni per l’accumulo 

Gli incentivi rappresentano uno dei mezzi a disposizione 
per aumentare il numero di utilizzatori dei sistemi di ac¬ 
cumulo dell’energia. Come spesso accade, la Germania 
ha rivestito un ruolo pionieristico: il primo maggio del 
2013 ha introdotto prestiti a tassi agevolati per contribui¬ 
re a finanziare l’installazione di batterie per sistemi foto- 
voltaici, oltre ad autorizzare il Ministero dell’Ambiente a 
coprire il 30% dei costi dei sistemi a batteria. Questi in¬ 


centivi sono disponibili per i nuovi apparati residenziali 
e per gli impianti fotovoltaici di capacità fino a 30 kW. 
Altri Governi potrebbero prendere esempio da questi 
provvedimenti. Tutti si stanno sforzando di migliorare la 
stabilità e l’affidabilità della rete di distribuzione elettri¬ 
ca e questa è una delle principali ragioni che hanno por¬ 
tato all’introduzione delle “smart grid” (ovvero una rete 
intelligente in grado di accogliere flussi di energia bi¬ 
direzionali e fare interagire produttori e consumatori). 
L’accumulo di energia a livello residenziale contribui¬ 
sce al conseguimento di tale obbiettivo: l’aggregazione 
di migliaia di sistemi di batteria residenziali di piccole 
dimensioni può agire alla stregua di rete supplementa¬ 
re, aiutando l’azienda fornitrice del servizio a bilanciare 
e gestire le richieste e la fornitura di energia in maniera 
più efficace. 

Uno schema di incentivazione come quello introdotto 


in Germania serve da stimolo allo sviluppo di sistemi di 
accumulo e servizi di distribuzione avanzati (Fig. 4). 

Evoluzione della tecnologia delle batterie 

Nel settore dei sistemi di accumulo dell’energia sono 
previste notevoli evoluzioni tecnologiche, anche se la 
classica batteria al piombo è tutt’oggi la soluzione a più 
basso costo ed è previsto che resti il tipo di batteria più 
utilizzato per la maggior parte di questo decennio. 
Contemporaneamente cresce l’interesse per l’utilizzo 
delle batterie al litio nel settore fotovoltaico. Entro il 
2018 è previsto che il mercato dei sistemi di accumulo 
dell’energia fotovoltaica con batterie al litio raggiunge¬ 
rà quota 235 milioni di dollari. Le aziende cinesi rivesti¬ 
ranno un ruolo di primaria importanza: il predominio 
della Cina nel settore dell’elettronica 
consumer fanno del Paese asiatico il 
più importante fornitore di batterie al 
litio. 

Alcune limitazioni, a livello sia di pre¬ 
stazioni sia ambientali, delle batterie 
VRLA (Valve Regulated Lead Acid - 
batteria al piombo regolata a valvole) 
contribuiranno ad accelerare l’ado¬ 
zione delle batterie al litio. I vantag¬ 
gi di una batteria VRLA (anche nota 
come batteria SLA - Sealed Lead Acid 
- batteria al piombo sigillata) sono 
rappresentati dalle caratteristiche am¬ 
piamente collaudate e dalla semplicità 
di manutenzione (a differenza di altre 
tecnologie al piombo, non è neces¬ 
sario aggiungere periodicamente ac¬ 
qua). Esse possono essere montate di 
lato e, se usate in modo corretto, non 
sono soggette a perdite. Caratterizzate 
da bassa densità di energia, queste batterie sono pesanti 
e di grandi dimensioni, aspetto questo che può rappre¬ 
sentare un serio svantaggio nelle applicazioni residen¬ 
ziali. 

La principale limitazione di una batteria VRLA è rappre¬ 
sentata dal fatto che può essere utilizzata solamente fino 
a una profondità di scarica (DOD - Depth of Discharge: 
è un parametro che indica quale percentuale di ener¬ 
gia contenuta nella batteria viene utilizzata) del 50%. 
Se scaricata in misura superiore a questa percentuale, 
la sua durata si riduce drasticamente, solitamente a un 
periodo inferiore a un anno. Per tale motivo l’utilizza- 
tore tenderà a sovra-specificare la capacità del proprio 
sistema in modo da garantire che l’utilizzo giornaliero 
possa essere soddisfatto utilizzando non più del 50% 
della capacità nominale. Ciò tende ad annullare il prin¬ 
cipale vantaggio della tecnologia VRLA, ovvero il ridotto 



Fig. 3 - L’energia prodotta da un impianto fotovoltaico può caricare 
un sistema di batterie durante le ore di picco: l’energia accumulata 
può essere utilizzata nelle ore serali e notturne 
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Fig. 4-11 mercato dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici 
è previsto in rapida crescita 



costo d’acquisto. Le batterie 
a ioni di litio, dal canto loro, 
sono più costose di quelle al 
piombo di un fattore compre¬ 
so tra due e quattro (si faccia 
riferimento alla Tab. 1). L’e¬ 
levata densità di energia delle 
batterie a ioni di litio, se da un 
lato contribuisce a ridurre di¬ 
mensioni e peso, dall’altro le 
rende più facilmente infiam¬ 
mabili e a rischio di esplosio¬ 
ne in caso di uso non corretto. 

I produttori di batterie hanno 
messo a punto sistemi elettro¬ 
nici sofisticati di protezioni 
contro sovratemperature, so- 
vracorrenti e sovratensioni e 
capaci di gesdre in maniera 
adeguata i processi di carica e 
scarica. La crescente diffusio¬ 
ne delle batterie a ioni di litio 
di ampie dimensioni contribuirà e renderle sempre più 
economiche, facendone un’alternativa valida dal punto 
di vista finanziario per le installazioni fotovoltaiche. 

La tipologia di batterie a ioni di litio più promettente 
è quella a litio-ferro-fosfato (LiFeP04). Attualmente è 
molto costosa in quanto vi sono pochi produttori e i vo¬ 
lumi sono bassi. In ogni caso presenta molto vantaggi 
rispetto ad altre tecnologie: è intrinsecamente più sicura 
rispetto alle batterie a ioni di litio basate su cobalto, in 
quanto non può rilasciare gas esplosivi ed è circa cinque 
volte più leggera rispetto a una batteria al piombo equi¬ 
valente. 

Queste batterie possono essere caricate/scaricate com¬ 
pletamente 2.000 volte e operare fino profondità di 
scarica molto basse. Per esempio, quando scaricate ri¬ 


petutamente fino a una profondità di scarica dell’80%, 
le batterie possono garantire una vita media di 6.000 
cicli, equivalente a un utilizzo per un periodo compre¬ 
so tra 3,5 e 4,5 anni in un sistema fotovoltaico residen¬ 
ziale, tenendo conto dei tradizionali fattori ambientali 
come ad esempio la temperatura di funzionamento 
della batteria. 

Per contro una batteria SLA scaricata fino a una pro¬ 
fondità di scarica del 70% è caratterizzato da una vita 
media di 1.200 cicli, mentre dopo una scarica completa 
la durata di una batteria SLA non supera i 300 cicli. 

In conclusione, nel breve periodo le batterie al piombo 
saranno ancora la tecnologia più utilizzata per le appli¬ 
cazioni di accumulo dell’energia. Il piombo, è noto, è un 
elemento molto dannoso per l’ambiente. 

Per questa e altre ragioni - ciclo di vita ri¬ 
dotto, bassa densità di energia e peso elevato 
- questo tipo di batterie verrà eliminate gra¬ 
dualmente dal mercato. 

Nel caso di installazioni fotovoltaiche di ridot¬ 
te dimensioni, anno dopo anno l’adozione di 
sistemi di accumulo di energia per l’auto-con- 
sumo diverrà sempre più economico rispetto 
alla cessione alla rete deH’elettricità prodotta 
a causa della riduzione sia delle agevolazioni 
FiT sia del costo delle batterie. Nel medio pe¬ 
riodo le batterie LiFeP04 rappresenteranno 
la più valida alternativa alle batterie al piombo 
grazie alle migliori prestazioni e alla maggiore 
sicurezza che sono in grado di garantire. 



Lead Acid 

NiCd 

NiMH 

Li - ion 

LFP 

Battery/pack specific energy, 
Wh/kg 

30-50 

45-80 

60-120 

120-200 

110-190 

Cycles 

250-1000 

1500 

300-500 

500-700 

300-4000 

Charge time, hr 

2-5 

1 

2-3 

1-3 

0.5-2 

Self discharge/mo, % 

5 

20 

30 

5 

1-2 

Average operatlng Voltage Per 
Celi 

2 

1.2 

1.2 

3.6 

3.2 

Relative battery/pack cost 

IX 

2X 

2-3X 

3-4X 

2-4X 

Relative safety 

2 

1 

1 

4 

1.5 

Relative environmental 

3 

4 

2 

2 

1 


Tabella 1 - Le batterie LFP (Lithium-lron-Phosphate) rappre¬ 
sentano la soluzione più valida per gli impianti fotovoltaici con 
sistemi di accumulo a batteria 
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ANALOG DC/DC CONTROLLER 


Controller DC/DC analogici 
di potenza con potenziamenti digitali 
per applicazioni POL sofisticate 

La famiglia di prodotti di conversione intelligente di potenza - rappresentata dai controllori 
MGP191 xx - segna un’evoluzione tecnologica verso convertitori di energia ancora più 
intelligenti 


Andy Reiter 

Technical business development manager 
for power electronics, Europe 

Microchip Technology Ine 


In molti sistemi a microcontroller, per gestire i vari punti di ca¬ 
rico (Point-Of-Load - POL), vengono utilizzati DC/DC conver¬ 
ter che consentono di realizzare soluzioni di controllo ibrido 
dedicate alla gestione del comportamento della fase di start- 
up, al monitoraggio dei parametri elettrici e alla gestione dei 
consumi di potenza dei sottosistemi periferici. Le soluzioni più 
sofisticate sono di solito collocate nelle motherboard dei com¬ 
puter, nelle schede grahche o nei CPU biade dei server, dove 
i moduli di regolazione della tensione (Voltage Regulator Mo- 
dules - VRM) comunicano direttamente con i rispettivi carichi 
per regolare i valori di alimentazione e adattare le caratteristi¬ 
che di controllo alle condizioni operative temporanee. Questo 
tipo di controllo e di gestione “intelligente” della conversione 
dell’energia, offre dei vantaggi significativi in termini di effi¬ 
cienza totale del sistema, di prestazioni e di affidabilità, aspetti 
dominanti soprattutto in campo medico, industriale, automo- 
tive e consumer. Da quasi un decennio Microchip Technology 
Ine. si concentra sulle cosiddette applicazioni di conversione 
di potenza intelligente (IPC / SPC). Tale fecalizzazione ha l’o¬ 
biettivo di portare tma mole sempre maggiore di funzionalità 
e prestazioni in tutti i tipi di applicazioni legate alla conver¬ 
sione dell’energia. Uno degli obiettivi principali è stato, ed 
è tuttora, il controllo completamente digitale dei converter/ 
inverter di alimentazione attraverso microcontrollori ad alte 
prestazioni basati su DSP e dotati di periferiche ad alta veloci¬ 


tà e alta risoluzione, nonché attraverso famiglie di controller 
dedicati ai sistemi di controllo ibridi, i quali combinano micro¬ 
controller e loop di controllo completamente analogici. Ana¬ 
lizzando più da vicino i dettagli di queste particolari soluzioni, 
è evidente che né i circuiti ibridi di tipo analogico né i circuiti 
completamente digitali fanno riferimento a una sfera total¬ 
mente analogica o digitale. Entrambi fanno affidamento alla 
loro controparte analogica o digitale per superare alcune limi¬ 
tazioni e quindi offrire tutte le doti necessarie per le specifiche 
applicazioni cui sono destinati. La famiglia di prodotti di con¬ 
versione intelligente di potenza - rappresentata dai controllori 
MCP191xx - segna un nuovo avanzamento tecnologico verso 
convertitori di energia ancora più intelligenti. Tale famiglia 
si concentra in modo specifico su topologie di conversione e 
su applicazioni specifiche e dedicate. I primi membri della fa¬ 
miglia MCP19111 combinano - all’interno di in un unico IC 
monolitico- un controller per buck converter sincrono analo¬ 
gico ad alte prestazioni e un MCU a 8 bit. Tale soluzione offre 
una configurazione flessibile e potenziata, ampie capacità di 
controllo e monitoraggio, nonché notevoli possibilità di inte¬ 
grazione di hinzioni di comunicazione (standard o proprieta¬ 
rie) che pennettono di allineare più convertitori all’interno di 
tm'unica struttura di power management. A differenza degli 
altri controller POL ibridi esistenti, gli MCP19111 sono com¬ 
pletamente programmabili in linguaggio C. Questo vantaggio 
offre la massima flessibilità e pennette di adeguare il disposi¬ 
tivo alle diverse esigenze applicative, di adattarsi a specibche 
condizioni operative, e di implementare sia attività di monito- 
raggio generiche sia funzioni personalizzate. Un ampio range 
di tensione di ingresso (da 4,5V a 32V DC) e tensioni di uscita 
tino al limite minimo di 0,5V, associate a driver che supporta¬ 
no tino a 2A source/4A sink, aprono la strada al supporto di 
tma vasta gamma di applicazioni. 
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Potenziamenti digitali 

Disporre sullo stesso die di un controllore digitale e 
di un regolatore switching analogico permette di svi¬ 
luppare funzioni analogiche strettamente integrate 
con il controllo numerico. Ciò mette a disposizione 
Fopportunità di gestire direttamente, e in fase di 
funzionamento, il circuito di compensazione, la fre¬ 
quenza di commutazione, il controllo del dead-time, 

11 livello delle soglie di sistema e molto altro ancora. 
Inoltre, poiché l’MCU è incapsulato nell’architettura 
del regolatore switching analogico, è possibile evita¬ 
re il ricorso ad alimentatori ausiliari o a driver MO- 
SFET esterni. La figura 1 mostra uno schema a bloc¬ 
chi del Digitally Enhanced Power Analog Controller 
MCP19111, insieme a un tipico circuito applicativo. 

La sezione del regolatore switching analogico copre 
interamente tutti i componenti del loop di controllo ana¬ 
logico (compresi i driver MOSFET) e contiene anche l’a¬ 
limentazione ausiliaria per l’MCU. La sezione digitale è 
costituita da un core MCU ntid-range a 8 bit PIC12F con 
8 KB di Flash e 256 byte di RAM. A questo si aggiungono 
fino a 15 GPIO (di cui otto sono ingressi analogici aggiun¬ 
tivi), una interfaccia di comunicazione seriale basata su 

1 2 C/SMbus, interrupt esterni e tre timer. Molti segnali 
interni - come la tensione di ingresso, la tensione di usci¬ 
ta o la corrente di induttore - possono essere monitorati 
direttamente on-chip senza bisogno di rilevatori esterni. 
L’implementazione digitale permette anche la lettura del 
fattore di utilizzazione della corrente: questa caratteristica 
è molto utile e sino ad ora, per molte ragioni tecniche, era 
riservata solo ai controller completamente digitali. 

Ottimizzare l’efficienza 

Oltre alle funzionalità avanzate di monitoraggio, l’in¬ 
tegrazione monolitica di un core digitale offre anche 
l’accesso diretto a numerosi parametri che sono normal¬ 
mente determinati a livello hardware o totalmente inac¬ 
cessibili poiché integrati a livello di silicio. Le opportunità 
più importanti riguardano la regolazione del dead-time, 
la programmazione dei compensatori, la calibrazione dei 



Fig. 1 - Schema a blocchi applicativo di MCP19111 


dead-time di solito deve essere massimo. A qnesto punto 
deve “programmare” tale valore a livello hardware, inse¬ 
rendo - per esempio - condensatori o resistenze. Ciò com¬ 
porta inevitabilmente un aumento delle perdite a livello 
del nucleo e di diodi, anche se il convertitore non sarà 
probabilmente mai esposto a queste condizioni estreme. 
Una corretta soluzione è quella di adattare automatica- 
mente il dead-time alle condizioni di carico e di tempe¬ 
ratura. Purtroppo, l’uso di un rilevatore zero-crossing 
on-board per pilotare gli interruttori con un dead-time 
ottimale, comporta alcune gravi limitazioni. Questo per 
due motivi. Primo, tutti i tipi di rivelatori analogici di zero 
Crossing sono basati su comparatori. I comparatori ana¬ 
logici più veloci (verosimilmente accessibili) hanno dei 
ritardi tipici di propagazione di 15-20 ns, un valore (dati i 
risultati mostrati in Fig. 3) troppo basso per raggiungere 
un livello ottimale. Secondo, il rivelatore di zero-crossing 
dovrebbe operare nel nodo di commutazione del mezzo 
ponte, dove il rumore di commutazione ad alta frequenza 
richiederebbe dei filtri che rallenterebbero ancor più la 
commutazione, rendendo così questa circuiteria inudle. 
Tuttavia, laddove una soluzione analogico non arriva, una 


zione e la possibilità di passare dalla modalità di controllo 

di p °“< „ = 

V ou f 

lout 

in corrente a quella in tensione durante il funzionamento. 

tu p — n => 

r in 

V in - 

lin 


Regolazione dead-band 

Nei convertitori buck sincroni l’impostazione del dead- 
time relativo al passaggio tra switch high-side e switch 
low-side ha un’influenza significativa sul rendimento 
complessivo del sistema. I controller analogici non offro¬ 
no la possibilità di impostare il dead-time. Il progettista 
deve fare riferimento al caso peggiore, considerando le 
temperature e le condizioni di carico più critiche, dove il 
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Fig. 2 - Equazione della tecnica base ADTA (Auto- 
mated Dead-Time Adjustment) 
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soluzione digitale offre una valida soluzione. La tecnica 
più comune utilizzata per realizzare questa ottimizzazione 
prevede l’analisi e il controllo delle condizioni esterne del 
convertitore fino quando diventano stabili. Non appena 
viene rilevato un funzionamento in regime stazionario, 
viene modificato il tempo morto e viene controllato il 
fattore di funzionamento dello switcli high-side. La teo¬ 
ria alla base di questa tecnica per convertitori a tensione 
costante prevede che in condizioni di stabilità, il tempo di 
commutazione più breve dello switch high-side determi¬ 
na il punto di massima efficienza. 

In questo punto infatti viene pre¬ 
levata dal bus la quantità minima 
di potenza necessaria per fornire, 
in uscita, un determinato livello di 
potenza costante (Fig. 2). 

La figura 3 mostra i risultati di una 
singola scansione su un range de¬ 
bilito di impostazioni di dead-time 
durante il funzionamento a regi¬ 
me, misurata su un banco di prova. 

La linea verde indica il dead-time 
applicato al fronte di salita dello 
switch high-side (DTR). La curva 
rossa dà lo sviluppo del tempo di 
conduzione dello switch high-side 
in funzione di vari valori di dead- 
time; la linea nera punteggiata mo¬ 
stra la sua approssimazione di 3° 
ordine. 

L’intervallo dato per la scansione 
del dead-time è stato determinato 
caratterizzando il sistema e definendo uno scenario best- 
case (dead-time più breve) e un scenario worst-case (dead- 
time più lungo). La scansione è stata effettuata con la riso¬ 
luzione massima di 4ns al 90% del carico (Vin = 12V, Vout 
= 3.3V, la = 9A). Sul lato sinistro del grafico, il duty-cycle 
parte con valori di circa 1,394 msec e scende rapidamente 
non appena viene aumentato il dead-time. In questa zona 
gli switch high- e low-side già mostrano una certa sovrap¬ 
posi/ione e una parte della potenza prelevata dall’ingres¬ 
so viene direttamente cortocircuitata a terra. 

A dead-time intorno ai 25 ns, il tempo di conduzione rag¬ 
giunge il suo minimo di 1,384 msec e ricomincia a salire 
quando il tempo morto viene ulteriormente aumentato. 
In un progetto non regolabile, per gli switch utilizzati il 
dead-time sarebbe stato predisposto ad almeno 70 ns; per¬ 
tanto, in queste condizioni operative, il tempo di condu¬ 
zione tipico sarebbe stato di 1,395 psec. In accordo all’e¬ 
quazione III della figura 2, la differenza tra il tempo di 
conduzione high-side originale e quello ottimizzato vale 
fi ns. A prima vista, questo non è un risultato accettabile, 


ma in questo convertitore ad alta frequenza ciò significa 
un aumento circa dello 0,9% in termini di efficienza, con 
un aumento di efficienza totale da circa 92% a 93%. 

Frequenza di commutazione regolabile 
e rete di compensazione 

Un’ulteriore caratteristica molto interessante è la possibi¬ 
lità di regolare a livello software sia la rete di compensa¬ 
zione sia la frequenza di commutazione. Questo non solo 
permette di facilitare la regolazione di base durante la 
configurazione d’installazione, ma 
permette anche di effettuare ulte¬ 
riori regolazioni durante il funzio¬ 
namento. Tale possibilità, finora, 
è stato un dominio inviolabile dei 
controller completamente digitali. 
Nelle topologie hard-switching - 
quali convertitori buck sincroni - le 
perdite di commutazione sono re¬ 
sponsabili della maggior parte del¬ 
le perdite di potenza. Specialmen¬ 
te con carichi leggeri, la riduzione 
della frequenza di commutazione 
può contribuire in modo significa¬ 
tivo a migliorare l’efficienza com¬ 
plessiva del convertitore. Tuttavia, 
quando la frequenza di commu¬ 
tazione viene ridotta - e la rete di 
compensazione è fissa a livello 
hardware - i guadagni cominciano 
normalmente a ridursi e ciò po¬ 
trebbe comportare una riduzione 
dei margini di guadagno e di fase. Per compensare questo 
effetto, è necessario effettuare una regolazione dei guada¬ 
gni del sistema. L’MCP1911I offre dei registri per regola¬ 
re la tensione di rampa del generatore PWM, la frequenza 
di zero (frequenza di risonanza all’origine, definendo il 
primo polo), il guadagno totale e la pendenza del guada¬ 
gno nonché la pendenza stessa. Inoltre sono disponibili 
dei set di registri per regolare l’offset dell’amplificatore e 
la sensibilità del rilevamento di corrente. Sebbene questa 
tecnica possa richiedere un processo di ampia caratteriz¬ 
zazione del sistema, essa offre l’opportunità di migliorare 
significativamente efficienza e stabilità. 

Ottimizzazione dei carichi ridotti 

Nei convertitori buck asincroni le perdite di potenza nel 
diodo di ricircolo sono determinate dalle caduta di tensio¬ 
ne diretta rispetto alla corrente. Poiché sul diodo è pre¬ 
sente in modo permanente una caduta di tensione diretta 
significativa che non può essere minimizzata, per bypas- 
sare/sostituire il diodo formando eventualmente un rad- 


Test scansione Dead-Time 



Periodo Test (usi 
Dead-Time RE - UrvTime 


Fig. 3 - Risultati della misura su una scan¬ 
sione rispetto a vari valori di dead-time 
durante lo stato di funzionamento stabile 
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drizzatore sincrono può essere utilizzato 
un interruttore aggiuntivo, con cadute di 
tensione diretta significativamente infe¬ 
riori. Questa tecnica viene comunemen¬ 
te utilizzata quando sono richieste cor¬ 
renti di carico superiori a 1A. Tuttavia, 
in condizioni di carico ridotto, quando 
vi è pochissima corrente che attraversa 
lo switch low-side, la potenza necessaria 
per pilotare il gate supera il risparmio ot¬ 
tenuto bypassando il diodo di ricircolo con 
uno switch. Per assicurare ulteriori miglio¬ 
ramenti di efficienza in queste particolari 
condizioni, rMCP19111 offre la cosiddetta 
modalità emulazione-diodo, nella quale 
- quando abilitata - il driver low-side viene 
spento. Con un driver disabilitato, il gate non è più polariz¬ 
zato e il diodo del MOSFET assume il ruolo di raddrizzatore, 
minimizzando le perdite di potenza. 

Questo tipo di misura per ridurre al minimo le perdite di 
potenza parziali e aumentare Pefficienza complessiva può 
inoltre essere sostenuta utilizzando la nuova famiglia di MO¬ 
SFET di potenza Microchip MCP87Qxx. Questa famiglia of¬ 
fre dei MOSFET di potenza a bassa RD.S (on) , con Figura di 
merito (FOM) ben bilanciata, secondo una gamma di com¬ 
binazioni diverse tra resistenza di conduzione e carica totale 
di gate (Q t ) per ottimizzare la FOM totale del mezzo ponte. 
Più elevata è la QT dello switch low-side, più efficace diventa 
la modalità di emulazione diodo dell’MCP19f f 1. 

Ottimizzazione del funzionamento 
in assenza di carico 

Gli MCP19111 sono controller in modalità corrente che 
offrono le migliori prestazioni durante il nonnaie funziona¬ 
mento. Tuttavia, per operare correttamente, un controller di 


questo tipo deve avere un minimo di flusso 
di corrente. 

Quando il carico passa in modalità standby 
a bassa potenza, l’uscita del convertitore 
deve ancora erogare la tensione di uscita 
nominale, anche se la potenza di uscita 
può essere quasi nulla. 

Normalmente, i controller in modalità cor¬ 
rente passano in modalità PFM (Pulse-Fre- 
quency-Mode) con ripple di uscita mag¬ 
giori, violando tolleranze di regolazione di 
linea e spesso causando anche seri proble¬ 
mi di EMI. Per superare questa limitazio¬ 
ne - tipica dei controllori in modalità cor¬ 
rente - FMCP19111 può essere commutato 
in modalità pseudo-tensione disabilitando 
l’anello di corrente, con conseguente miglioramento della 
tensione di uscita e della stabilità del sistema. 

Usabilità e tool di supporto 

L’impressionante elenco di funzionalità avanzate del- 
l’MCP1911 loffie un numero enonne di opzioni per con- 
hgurare e ottimizzare il sistema. La programmabilità della 
MCU aggiunge ancor più gradi di libertà. A tale proposito, 
Microchip offre un’interfaccia grabea utente (GUI) - illustra¬ 
ta in figura 4 - che può essere usata per effettuare alcune 
regolazioni e configurazioni senza dovere scrivere del co¬ 
dice. Questa GUI funziona con un hrmware open-source, 
e può essere modiheata e utilizzata come modello per svi¬ 
luppare al tre funzioni più avanzate. Oltre all'interfaccia di 
conhgurazione, Microchip offre una seconda GUI per scopi 
di test, consentendo all’utente di comunicare direttamen¬ 
te con il dispositivo attraverso il protocollo PMBus (Fig. 5). 
Questa GUI lavora con il PIGkit Serial Analyzer di Microchip 
(Part-Number DV164122), una generica interfaccia USB- 
to-UART/SPI/1 2 C a basso costo che può essere 
utilizzata direttamente per monitorare ed eseguire 
il debug del dispositivo durante il funzionamento. 
Sebbene la maggior parte delle tecniche siano 
note e alcune caratteristiche si possano trovare 
anche su altri prodotti, la famiglia di dispositivi 
MCP19111 apre tm nuovo capitolo nella storia dei 
regolatori switching intelligenti. La densità di fun¬ 
zioni dedicate insieme alla libera programmabilità 
fanno la differenza. Nel mondo dei controllori di 
potenza intelligenti, FMCP19111 avvicina i domini 
degli schemi di controllo analogici e digitali, eli¬ 
minando le limitazioni esistenti e rendendo tutte 
le funzioni disponibili e accessibili ai progettisti. 
Questi prodotti possono pertanto costituire la base 
per lo sviluppo di convertitori POL innovativi, effi¬ 
cienti, affidabili e ad alte prestazioni. 



Fig. 5 - Interfaccia di test MCP19111 PMbus 



Fig. 4 - Interfaccia grafica uten 
te di configurazione 
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Alimentatori low profile 

Sono particolarmente compatti e hanno un’efficienza me¬ 
dia del 93% i nuovi alimentari ECP180 di XP Power . Si 
tratta di unità AC-DC che occupano il 46% di spazio in 
meno (misurano 50,8 x 101,6 mm, con un'altezza di 25,4 
mm) rispetto ai componenti tradizionali e in assenza di ca¬ 
rico consumano meno di 0,5W. Per quanto riguarda i pa¬ 
rametri elettrici, gli ECP180 hanno una gamma di tensioni 
in ingresso che va da 85 a 264 V, mentre per l’uscita sono 
disponibili sei diversi modelli a seconda della tensione ri¬ 
chiesta. I valori in questo caso sono di +12, +15, + 24, 

+28, +36 o +48 V, a cui si aggiunge un’uscita a 12V e 0,5A per la ventola di raffreddamento. 
Queste unità sono certificate UMEC/EN 60950-1 e per la terza edizione delle norme ANSI/ 
AAMI ES 60601-1 e IEC/EN60601-1 per il settore medicale. 


LED ad alta potenza 


i 


I nuovi LED ad alta potenza della famiglia Soleriq di Osram Opto Se- 
miconductors, distribuiti da Rutronik . offrono una luminosità di 
1.500 Im e hanno un diametro di 13,5 mm. I Soleriq S 13 sono 
LED ad alte prestazioni progettati per l’illuminazione per esem¬ 
pio in hotel e ristoranti, ma anche per applicazioni residenziali, 
poiché sono in grado di sostituire le classiche lampade alogene. La • 
gamma di temperature colore disponibile va da 2700 a 6500K con un 
valore per il color rendering index di oltre 80. L’efficienza tipica è di 100 Im/W 
a 3000K. Per l'installazione, inoltre, non sono necessarie saldature SMT come accade invece 
per altri LED ad alta potenza. 


Driver per motori step 

L’A4992 è in IC, recentemente presentato da Allegro MicroSystems , che svolge le funzioni di 
driver per motori microstepping. Le applicazioni tipiche dove può essere impiegato questo 
nuovo componente sono quelle dei settori automotive e industriale. 
Sul versante delle caratteristiche tecniche, l’A4992 è stato proget¬ 
tato per lavorare con motori stepper bipolari fino a 28V e in quattro 
modalità, da full a un ottavo di step. Questo driver può lavorare con 
una tensione di alimentazione da 3,5 a 50V, e il regolatore di corrente 
utilizza, fra l’atro, la tecnica a frequenza fissa PWM per ridurre il rumo¬ 
re e migliorare la precisione degli step. La corrente per ogni fase del 
motore è inoltre controllata tramite un circuito full-bridge DMOS con 
rettificazione sincrona per migliorare al dissipazione. Le uscite sono 
protette contro i corto circuiti e il chip dispone di protezioni termiche, 
contro le sovratensioni e sottotensioni. 



M0SFET di potenza compatto 

L'AP2325GEU6-HF-3 è il nuovo MOSFET di po¬ 
tenza ad arricchimento a canale P di Advanced 
Power Electronics , utilizzabile per applicazioni 
come le commutazioni di carico. Dal punto di 
vista delle caratteristiche tecniche, il nuovo MO¬ 
SFET offre elevate velocità di commutazione, 
bassa resistenza On, una bassa carica di gate e 
un costo contenuto. La tensione di rottura drain- 
source (BVDSS) è di -20V, l’RDS(ON) massima 
arriva a 145 milliohm e la massima corrente di 
drain continua (ID) è di -1,8A a una temperatura 
di 25 gradi. Le dimensioni particolarmente com¬ 
patte di questo componente (il contenitore a montaggio superficiale è il SOT-363), inoltre, ne 
semplificano l’impiego. 



Condensatori ceramici 
multistrato 

TDK Corporation ha annunciato due 
nuove serie di condensatori ceramici 
multilayer su chip, differenziate dalle 
caratteristiche termiche. I condensato- 
ri della serie C0G offrono una gamma 
di temperature operative che va da -55 
°C e +125 °C e un coefficiente di tem¬ 
peratura massimo di 0 ±30 ppm/°C. 
La seconda serie, invece, è siglata NP0 
e i sui componenti sono caratterizzarti 
da una gamma di temperature da -55 
°C a +150 °C con lo stesso coefficiente 
di temperatura dell’altra linea. 

La gamma di capacità disponibile va 
da 1 nF a 10 nF, con tensioni di 100V. 
Questi nuovi condensatori rispondo¬ 
no, inoltre, alle specifiche IEC 61000- 
4-2 (level 4) per l’immunità ESD. 

Controller buck a quattro fasi 

Intersil Corporation ha annuncia¬ 
to la disponibilità dell’ISL95816, un 
core controller per l’alimentazione 
delle CPU in base alle specifiche Intel 
VR12.5. La gamma di tensioni in in¬ 
gresso utilizzabili e la risposta ai tran¬ 
senti ne rendono particolarmente 
interessante l’impiego per applicazio¬ 
ni su device per il mobile computing 
come ultrabook e tablet. Le tensioni 
di input infatti vanno da 4,6V a 19V e 
le uscite PWM possono essere utilizza¬ 
te sia con driver tradizionale che con 
soluzioni compatibili DrMOS. 

Questo controller buck a quattro fasi 
utilizza il modulatori proprietario R3 
per ottimizzare la risposta ai transien- 
ti, minimizzandone l’impatto sulla 
tensione di uscita. 


Mouser propone i tool TI 

Con l’offerta dei tool WEBENCH 
Designer di TI, Mouser Electronics 
intende semplificare e rendere più ve¬ 
loce l’accesso a tutte le parti necessa¬ 
rie per realizzare il circuito simulato, 
accelerando i tempi di commercializ- 
zazione.WEBENCH, infatti, fornisce 
ai progettisti un modo sicuro per si¬ 
mulare rapidamente e con precisione 
vari tipi di circuiti, come per esempio 
quelli dei segmenti power, lighting, fil- 
tering, docking e sensing. WEBENCH 
restituisce inoltre un elenco completo 
dei materiali necessari, comprese le 
evaluation board e i componenti di¬ 
screti associati al progetto, che posso¬ 
no essere richiesti a Mouser e spediti 
in tempi molto brevi, accelerando i 
tempi di progettazione per gli inge¬ 
gneri. 
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INFORMATIVA Al SENSI DEL CODICE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Informativa art. 13, d. Igs 196/2003 

I dati degli abbonati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da Fiera Milano Media SpA - titolare del trattamento - Piazzale Carlo 
Magno, 1 Milano - per l'invio della rivista richiesta in abbonamento, 
attività amministrative ed altre operazioni a ciò strumentali, e per ottem¬ 
perare a norme di legge o regolamento. Inoltre, solo se è stato espresso 
il proprio consenso all'atto della sottoscrizione dell'abbonamento, Fiera 
Milano Media SpA potrà utilizzare i dati per finalità di marketing, attività 
promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di merca¬ 
to. Alle medesime condizioni, i dati potranno, altresì, essere comunicati 
ad aziende terze (elenco disponibile a richiesta a Fiera Milano Media 
SpA) per loro autonomi utilizzi aventi le medesime finalità. 

Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 
suddette sono gli addetti alla gestione amministrativa degli abbonamenti 
ed alle transazioni e pagamenti connessi, alla confezione e spedizione 
del materiale editoriale, al servizio di cali center, ai servizi informativi. Ai 
sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per 
fini di comunicazione commerciale interattiva rivolgendosi a Fiera Milano 
Media SpA - Servizio Abbonamenti - all'indirizzo sopra indicato. Presso 
il titolare è disponibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 

Informativa resa ai sensi dell'art. 2, Codice Deontologico 
Giornalisti 

Ai sensi dell'art. 13, d. Igs 196/2003 e dell'art. 2 del Codice Deontologico 
dei Giornalisti, Fiera Milano Media SpA-titolare del trattamento - rende 
noto che presso i propri locali siti in Rho SS. del Sempione, 28, vengono 
conservati gli archivi di dati personali e di immagini fotografiche cui i 
giornalisti, praticanti e pubblicisti che collaborano con le testate edite 
dal predetto titolare attingono nello svolgimento della propria attività 
giornalistica per le finalità di informazione connesse allo svolgimento 
della stessa. I soggetti che possono conoscere i predetti dati sono 
esclusivamente i predetti professionisti, nonché gli addetti preposti alla 
stampa ed alla realizzazione editoriale delle testate. I dati personali 
presenti negli articoli editoriali e tratti dai predetti archivi sono diffusi 
al pubblico. Ai sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003 si possono esercitare i 
relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi 
al loro utilizzo, rivolgendosi al titolare al predetto indirizzo. Si ricorda 
che, ai sensi dell'art. 138, d. Igs 196/2003, non è esercitabile il diritto 
di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'art. 7, comma 2, 
lettera a), d. Igs 196/2003, in virtù delle norme sul segreto professiona¬ 
le, limitatamente alla fonte della notizia. Presso il titolare è disponibile 
l'elenco completo ed aggiornato dei responsabili. 
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11-13 marzo - Duesseldorf (D) 

EMV2014 

30 marzo-3 aprile- 

International Exhibition with 

Francoforte (D) 

Conference on Electromagnetic 

Light+Building 

Compatibility (EMC) 

Fiera di Francoforte 

Mesago Messe 
info@mesago.com 

www.messefrankfurt.it 

www.mesago.de 

31 marzo - 3 aprile - San Jose 
(CAUSA) 

10-14 marzo - Hannover (D) 

Embedded Systems 

CeBIT 

Conference 

Deutsche Messe 


www.messe.de 

31 marzo - 4 aprile - Parigi (F) 

Industrie Paris 

18 marzo-Bologna 

Gl Event Exhibition 

MC4 Motion Control 

industrie@gl-events.com 

Fiera Milano Media 

www.industrie-expo.com 

Segreteria organizzativa: 

Tel. 02 49976533 

16-17 aprile-Torino 

chiara.chiodaroli@fieramilanomedia.it 

Affidabilità e Tecnologie 

www.mostreconvegno.it/mc4 

info@affidabilita.eu 

18 - 20 marzo - Shanghai (PRC) 

www.affidabilita.eu 

Laser Word 
ofPhotonics China 

7-11 aprile-Hannover 

Fiera di Monaco 

Hannover Messe 

kristin.radziwill@messe-muenchen.de 

Deutsche Messe 

www.word-of-photonics.net 

www.hannovermesse.de 

24 - 28 marzo - Dresda (D) 

Date 


Design Automation & Test in Europe 

www.date-conference.com 



La redazione declina ogni responsabilità circa variazioni o imprecisioni 
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Conrad 
è qui. 

R&D, laboratorio 
e hobby. 


Qui! 

Componenti attivi, 

passivi e optoelettrica 




Robotica 


Alimentatori 

professionali 

e inverter 
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Troverai tutto quello che gli altri non hanno. La gamma di prodotti 
Conrad comprende il meglio della strumentazione ed elettronica. 
300.000 prodotti a magazzino, 10.000 articoli nuovi ogni mese, 
consegnabili in 24/h. Spedizione gratuita sopra i 90€. 


Pile e batterie 
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Progetta, costruisci, produci, controlla, ripara e divertiti. 


Conrad Electronic Italia srl - P.l. IT02778790218 - Via IV Novembre 92, 20021 Bollate (MI) - Italy - vizioclienti@conrad.it - 800 96 09 27 rio ss H 













































